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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for S tandard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con ten t  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t  possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi b le  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent  certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors ,  employees,  servan ts  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts.  

DISCLAIMER 
Th is  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the  official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  61 076-4-1 1 6 bears  the  ed i tion  number 1 . 1 .  I t  consists  
of the  fi rst ed i tion  (201 2-04)  [documents  48B/2280/FDIS  and  48B/2289/RVD]  and  i ts  
amendment 1  (201 5-1 1 )  [documents  48B/2452/FDIS  and  48B/2465/RVD] .  The techn ical  
content i s  identical  to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  
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In  th is  Red l ine  version ,  a  vertical  l ine  in  the  margin  shows where  the  technical  content 
is  modified  by amendment 1 .  Add itions  are  in  green  text,  deletions  are  in  strikethrough  
red  text.  A separate  Final  version  wi th  al l  changes  accepted  i s  avai lable  in  th is  
publ ication .  

I n ternational  Standard  IEC 61 076-4-1 1 6  has  been  prepared  by subcommittee  48B:  
Connectors,  of I EC techn ical  committee  48:  E lectromechan ical  components  and  mechan ical  
structu res  for e lectron ic  equ ipment.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/I EC  D irectives,  Part 2 .  

A l i st of a l l  parts  of I EC 61 076,  under the  general  t i tl e  Connectors for electronic equipment – 
Product requirements ,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  s tabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web  s i te  under 
"h ttp: //webstore. iec.ch "  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic publ ication .  At th i s  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  logo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore prin t th is  document using  a  
colour prin ter.  
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I EC SC 48B  – Connectors  

Speci fi cation  avai l able  from :  

I EC Genera l  secretariat  
or from  the  add resses  shown  on  the  i ns i de  cover.  

Draft  I EC 61 076-4-1 1 6  Ed .  1 . 0  

ELECTRONIC COMPONENTS  

DETAIL  SPECIFICATION  i n  accordance  wi th  I EC 61 076-1   and  
I EC 61 076-4   

Page  6  of 42  

Outl i ne  d rawing  
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INTRODUCTION  

I n ternational  Standard  I EC 61 076-4-1 1 6  establ ishes  speci fications  and  test  requ irements  for a  
h igh-speed  two-part connector wi th  i n tegrated  sh ie l d ing  function  for use  as  a  pri n ted  board  
connector i n  i ndustria l  envi ronments.  The  connectors  have  a  primary purpose  of serving  as  a  
p latform  for telecommunications  and  en terprise  computer network equ ipment.  I t  i s  expected  
that these  connectors  are  going  to  find  appl ications  ou ts ide  the  Telecommunication  market,  
e. g .  i n  the  i ndustria l  market,  as  factory au tomation ,  process  con trol ,  i ndustrial  communication ,  
med ical  and  others .  

The  connector type  was  orig inal l y developed  i n  the  consortium  PCI  I ndustria l  Computer 
Manufacturers  Group (whereas  PCI  i s  a  peripheral  componen t i n terconnect,  wh ich  can  be  
used  to  connect  peripheral  components  to  processors  via  us ing  a  bus  structure  or seria l l y 
connected  fabric based  transports).  Th is  consortium ,  referred  to  i n  short as  PICMG   has  
defined  several  system  speci fications  describ ing  a  backplane  connector (fixed  connector)  in  
combination  wi th  an  edge  board  connector (free  connector)  as  a  functional  component of a  
speci fied  P lug- in  Un i t.  These  speci fications  are  the  AdvancedMC.0  and  the  M icroTCA.0.  The  
system-description  i n  M icroTCA.0  con tains  a lso  a  test program  for the  connector.  Further 
i n formation  of P ICMG  and  i ts  speci fications  can  be  obtained  on  the  fol lowing  websi te:  
www.picmg.org.  

Based  on  the  connector type  and  on  PICMG-developments,  th is  I n ternational  Standard  was  
developed  by experts  of I EC SC 48B,  Connectors.  I n  contrast to  the  PICMG-standard ,  the  
connector described  here  has  two  connector halves  (a  fixed  and  a  free  connector,  as  shown  

i n  F igure  1 ) .  The  fixed  connector is  based  on  a  1 , 6  mm  ±  1 0  %  p lug- in  un i t  prin ted  board  
th ickness  s im i l ar to  PICMG  speci fications.  I n  add i ti on ,  the  test program  of th is  I EC Standard  
d i ffers  from  that defined  in  P ICMG  based  on  previous  existing  tests  defined  in  I EC for 
connectors  to  su i t  the  needs  for use  i n  industry.  The  resu l ting  test schedu le  d i ffers  from  the  
test-procedures  as  defined  wi th in  PICMG  to  some degree  not on l y i n  test-severi ty and  
cond i tions  bu t a l so  i n  test sequence.  Experts  wi th in  I EC  SC48B  work together wi th  experts  
from  PICMG  to  reach  consensus  wi th  regard  to  s im i lari ties  and  d i fferences  i n  the  re levant  
testprogram .  The  outcome is  i n tended  to  be  publ ished  i n  separate  documents.   

A typica l  arrangement for such  a  two-part connector i s  shown  in  the  fol lowing  ou tl i ne  sketch  
(see  F igure  1 ) :  
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Figure 1  – Typical  arrangement wi th  a  two-part connector 
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Not covered  i n  th is  I n ternational  Standard  are  d i rect edge  connector con tacts  for prin ted  
boards.  The  reason  for th is  i s ,  that in  d i fference to  the  PICMG-specification  th is  I n ternational  
Standard  is  i n tended  to  define  the  connector as  a  component together wi th  test-procedures  
on l y and  i s  not i n tended  to  detai l  functions  wh ich  are  not d i rectl y re lated  to  the  connector 
system.  Examples  for such  detai ls  are  the  characteristics  of the  pri n ted  ci rcu i t board .  
However,  based  on  the  i n formation  g i ven  i n  4 . 5 . 1  of th is  Standard  con tact posi ti on ing  and  
mechan ical  edge  board  connector detai ls  can  be  derived .  Further i n formation  may be  
obtained  i n  PICMG-specification  AdvancedMC.0.  Such  d i rect edge  connector con tacts  are  
appl ied  d i rectl y to  the  pri n ted  board  edge  as  part  of the  prin ted  board  ci rcu i t ( free  connector)  
and  form  the  i n terface  to  the  backplane  (fixed  connector),  as  can  be  seen  i n  F igure  2 .  
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Figure 2  – Typical  arrangement wi th  a  d i rect  edge connector,   
not covered  in  th is  Standard  

The connectors  as  described  i n  th is  Standard  are  referenced  i n  I EC  60297-3-1 07,  wh ich  
describes  d imensions  of subracks  and  p lug- i n  un i ts  for the ir use.  
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC  EQUIPMENT –  
PRODUCT REQUIREMENTS –  

 
Part 4-1 1 6:  Printed  board  connectors  –  

Detai l  specification  for a  h igh-speed  two-part connector  
wi th  in tegrated  shielding  function  

 
 
 

1  Scope  

This  I n ternational  Standard  establ ishes  speci fications  and  test requ irements  for a  h i gh-speed  
two-part connector wi th  i n tegrated  sh ie ld ing  function  for use  as  a  prin ted  board  connector in  
i ndustria l  environments.  

The  connectors  connect a  backplane  to  pri n ted  boards.  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents ,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies .  

I EC 60050-581 :  2008,  International Electrotechnical Vocabulary (IEV)  – Part 581:  
Electromechanical components for electronic equipment 

I EC 60068-1 ,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

I EC 60068-2-52:  1 996,  Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb:  Salt mist,  cyclic 
(sodium,  chloride solution)  

IEC 60068-2-54:  2006,  Environmental testing – Part 2-54: Tests – Test Ta: Solderability 
testing of electronic components by the  wetting balance method  

IEC 6051 2  (a l l  parts) ,  Connectors for electronic equipment – Tests and measurements 

IEC 60352-5,  Solderless connections – Part 5:  Press-in connections – General requirements,  
test methods and practical guidance  

IEC 60352-8:  Solderless connections – Part 8:  Compression mount connections – General 
requirements,  test methods and practical guidance 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms and  defin i tions  g i ven  i n  I EC 60050-581  appl y as  
wel l  as  the  fol lowing .  

3. 1   
contact for general  purpose  
electrica l  con tact,  wh ich  does  not have  a  predefined  function  (ne i ther for power,  ground  nor 
s i gnal ) .  The  function  can  be  defined  accord ing  to  the  appl ication  

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 1 1  – 
© I EC  201 5  

4 General  data  

NOTE  Throughout  th i s  speci fi cation  d imensions  are  i n  m i l l imetres.  

4. 1  Recommended  method  of mounting  

This  I n ternational  Standard  speci fi es  free  and  fixed  connectors ,  su i table  for press  i n  
connections  to  the  prin ted  boards.  Other term inations  techn iques,  as  solder or compress ion  
mount  connections  are  upon  agreement between  manufacturer and  user.  

A complete  connector cons ists  of two  connector ha lves,  a  free  board  connector and  a  fixed  
board  connector.  

Free  board  connectors  are  mounted  on  the  edge  of the  prin ted  ci rcu i t board  and  have  male  
con tacts  wi th  ang led  press- in  term inations,  solder term inations  or compression  mount 
term ination .   

F ixed  board  connectors  are  moun ted  on  the  backplane  and  have  female  con tacts  wi th  stra igh t 
press-in  term inations.  

The  free  board  connector can  be  om i tted ,  bu t then  a l ternativel y the  pri n ted  board  used  shal l  
have  an  edge  s im i l ar to  those  of the  connection  zone  as  defined  i n  4 . 5. 1 .  for the  free  board  
connector.  The  board  connector then  i s  used  as  a  d i rect edge  connector.  

4.2  Number of contacts  and  contact cavi ties  

The number of con tacts  and  thei r pos i tion  is  fixed  and  i s  1 70.  The  number of con tacts  i n  the  
PCB  term inations  area  m igh t d i ffer when  des ignated  ground-pins  are  combined .  

Several  contact pos i ti ons  ( i n  tota l  56)  are  reserved  for g round  connections.    

The  con tacts  are  p laced  i n  two  d i fferent con tact rows.   
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4.3  Ratings  and  characteristics  

Rated  vol tage:  con tact  / contact 80  V r.m .s.  

Current  rating :  
Power:  1 , 52  A at  70  °C   

Ground :  0 , 3  A at 70  °C   

General  purpose:  0 , 4  A at 70  °C   

S ignal :  0 , 1  A at 70  °C   

I nsu lation  res istance:  1 0  MΩ  m in imum  (1 00  MΩ  m in imum  at i n i ti a l  cond i tion)  

Cl imatic category:  55/1 05/56  

Prin ted  board :  d iameter of p lated -through  holes:  0 , 55  ±  0 , 05  mm  

dri l l -hole  d iameter:  0 , 64  ±  0 , 02  mm  

th ickness  of backplane:  m in .  1 , 4  mm  

Th ickness  of pri n ted  board :  to  be  defined  between  manufacturer 
and  customer 

 

 

5 Technical  data  

5. 1  Survey of styles  and  variants  

Performance  level  for th is  connector is  1 .  One  term ination  method  (press-in  term ination  
accord ing  to  I EC 60352-5)  i s  standard ized ,  others  are  poss ib le  upon  agreement between  
manufacturer and  customer.  Compress ion  mount term ination  or solder connection  are  such  
term ination  methods.  

5.2  Information  on  appl ication  

5.2. 1  Complete  connectors  (pai rs)  

A complete  connector cons ists  of both ,  a  free  and  a  fixed  connector.  

5.2.2  F ixed  board  connectors  

Not appl icable.  

5.2.3  Free  board  connectors  

Not appl icable.  

5.2.4  Accessories  

Not appl icable.  

5.2.5  Sh ield ing  and  ground ing  

Several  contact pos i ti ons  ( i n  tota l  56)  are  reserved  for ground  connections.    

5.2.6  Basic  type  of termination  

The fixed  board  connectors  are  connected  to  the  backplane  via  press- in  term inations.  Su i table  
tools  shou ld  be  used .  These  tools  shou ld  be  used  in  accordance wi th  the  manufacturers  
speci fication .    
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5.3  Contact arrangement 

For the  con tact arrangement of the  connection ,  Table  1  appl ies .  

Table  1  – Contact arrangement 

Contact type  Pin  Number Mating  

Power 2 ,  9 ,  1 8 ,  27,  42,  57,  72 ,  84  F i rst  

Ground  
1 ,  7 ,  1 0 ,  1 3,  1 6,  1 9 ,  22 ,  25,  28,  31 ,  34,  37,  40,  43,  46,  49,  52 ,  55,  58,  61 ,  64,  67,  
70,  73,  76,  79,  82 ,  85,  86,  89,  92,  95,  98,  1 01 ,  1 04,  1 07,  1 1 0,  1 1 3,  1 1 6,  1 1 9,  
1 22,  1 25,  1 28,  1 31 ,  1 34,  1 37,  1 40,  1 43,  1 46,  1 49,  1 52 ,  1 55,  1 58,  1 61 ,  1 64,  1 70  

F i rst  

General  pu rpose  

4  F i rst  

5,  6 ,  8 ,  1 7,  26,  41 ,  56,  71 ,  1 65,  1 66,  1 67,  1 68,  1 69  Second  

3,  83  Last  

D i fferenti al  pa i rs  

1 1 /1 2 ,  1 4/1 5,  20/21 ,  23/24,  29/30,  32/33,  35/36,  38/39,  44/45,  47/48,  50/51 ,  
53/54,  59/60,  62/63,  65/66,  68/69,  74/75,  77/78,  80/81 ,  87/88,  90/91 ,  93/94,  
96/97,  99/1 00,  1 02/1 03,  1 05/1 06,  1 08/1 09,  1 1 1 /1 1 2 ,  1 1 4/1 1 5 ,  1 1 7/1 1 8,  1 20/1 21 ,  
1 23/1 24,  1 26/1 27,  1 29/1 30,  1 32/1 33,  1 35/1 36,  1 38/1 39,  1 41 /1 42,  1 44/1 45,  
1 47/1 48,  1 50/1 51 ,  1 53/1 54,  1 56/1 57,  1 59/1 60,  1 62/1 63  

Th i rd  

 

6 Dimensional  information  

6. 1  General  

Dimensions  are  g i ven  i n  m i l l imetres,  d rawings  are  shown  i n  fi rst ang le  projection .  The  shape  
of the  connectors  may deviate  from  those  g i ven  in  the  fol lowing  d rawings  as  l ong  as  the  
speci fied  d imensions  are  not in fluenced .  

The  fo l l owing  requ irements  appl y to  the  complete  connector consisti ng  of both  the  free  and  
fixed  board  connectors .  

M issing  d imensions  shal l  be  chosen  accord ing  to  the  common  characteristics  and  in tended  
use.  The  i n terface  d imensions  of the  free  board  (male)  style  shal l  be  chosen  accord ing  to  the 
common  characteristics  of the  fixed  board  (female)  s tyles .  
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6.2  Isometric view and  common  features  

6.2. 1  Fixed  board  and  free  board  connector 
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Figure 3  – Fixed  board  and  free  board  connector 

6.2.2  Common  features  

Not appl icable.  

6.2.3  Reference  system   

For the  reference system  see  F igure  7 ,  F igure  8  and  F igure  9 .  

6.3  Mating  information  

6.3. 1  Mating  cond itions  

For the  maximal  perm iss ib le  latera l  offset,  see  F igure  4.   

 

1
 

1
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Figure 4 – Mating  condi tions:  lateral  offset  
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For the  maximal  possib le  angu lar offset or m isal ignment,  see  F igure  5.  

 

±
0
,5
° 

 

±
0
,5
° 

IEC   427/12 

 

Figure 5  – Mating  condi tions:  misal ignment,  angular offset  

 

 
 
Plugged unti l  

end  stop 

IEC   428/12  

Figure  6  – Mating  condi tions:  end  stop  

The free  and  the  fixed  board  connector have  to  be  pl ugged  unti l  the  free  connector h i ts  the  
end  stop,  see  F igure  6.   

NOTE  I n  the  mated  posi ti on  severe  m isal i gnment i s  very often  avoided  by the  use  of gu ides  for the  pri n ted  board  
as  demonstrated  i n  F i gure  3 .    

6.3.2  Planari ty 

Not appl icable.  
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6.4  Fixed  board  connector 

6.4. 1  Dimensions  

 

Figure 7  – Fixed  board  connector 
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Table  2  – Dimensions  of fixed  board  connector 

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum  Nominal  

A 1  74, 9    

B1  7, 5    

C1  2, 3  1 , 9   

l1  65, 2  65, 1   

a1    0 , 75  

a2    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b1  1 , 98  1 , 82   

d1  5, 9  5 , 7   

f1  3, 6  3 , 4   

g1  7, 1    

h1   1   

 

6.4.2  Terminations  

Solderless  term inations  shal l  be  accord ing  to  the  re levant I EC 60352  standard .  For press- in  
term ination  th is  i s  I EC  60352-5  and  for compression-mount term ination  th is  i s  I EC  60352-8.   

For solder term ination ,  so lderabi l i ty i s  tested  accord ing  to  I EC  60068-2-54.   
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6.5  Free  board  connector 

6.5. 1  Dimensions  
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Figure 8  – Free board  connector,  part 1  
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IEC   431/12  

NOTE  *  These  d imensions  are  vendor speci fi c.   

Figure  9  – Free board  connector,  part 2  
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Table  3  – Dimensions  of the  free  board  connector 

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum Nominal  

A2  70    

B2  67, 2    

C2   1 0 , 6   

a3    0, 75  

a4    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b2  1 , 76  1 , 44   

d2  0, 5  0 , 3   

e1  62°  43°   

f2  3, 6  3 , 4   

g2   7 , 4   

h2  3, 4    

i1    (7, 9)  

j1  4, 5    

k1   0 , 4   

l2  65, 1  64, 9   

m1   0 , 4   

n1   0 , 4   

p1  2, 97    

r1   3 , 73   

s1    0, 6  

t1  0, 5  0 , 46   

 

6.5.2  Terminations  

Solderless  term inations  shal l  be  accord ing  to  the  re levant I EC 60352  standard .  For press- in  
term ination  th is  i s  I EC  60352-5  and  for compression-mount term ination  th is  i s  I EC  60352-8.   

For solder term ination ,  so lderabi l i ty i s  tested  accord ing  to  I EC  60068-2-54.   

The  l ayou t of the  pri n ted -board  term ination  (posi ti on  and  s i ze  of connections  etc. )  i s  of h i gh  
i n fl uence on  the  performance characteristics  of the  connector.  These  detai ls  are  upon  
agreement between  manufacturer and  customer.  Th is  does  not set a  restriction  on  techn ical  
development.    
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6.6  Accessories  

Not appl icable.  

6.7  Mounting  information  for fixed  board  connectors  

The d imensions  of the  holes  of backplanes  are  accord ing  to  F igure  1 0  and  Table  4 .  
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Figure  1 0  – Dimensions  of hole  pattern  in  backplane  
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Table  4  – Dimensions  of hole  pattern  in  backplane  

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum Nominal  

O1    69 , 3  

q1    31 , 225  

u1  2, 5  2 , 3   

x1    2 , 25  

x2    26  ×  2 , 25  (=  58, 5)  

x3    0 , 2  

x4    1 , 5  

x5    2  ×  1 , 5  (=  3)  

y1    1 , 5  

y2    4  ×  1 , 5  (=  6)  

z1    4 , 1 75  

z2    1 , 35  

z3    3 , 425  

w1  0, 6  0 , 5   

 

6.8  Mounting  in formation  for connectors  

See  F igure  3 .  

6.9  Gauges  

Not appl icable.  

6.9. 1  Sizing  gauges  and  retention  force  gauges  

Not appl icable.  

6.9.2  Test gauge  for fi rst  contact point  

Not appl icable.  

7 Characteristics  

7. 1  Cl imatical  category 

Cond i tions:  accord ing  to  I EC 60068-1  and  Table  5 .  

Table  5  – Cl imatic  category 

Cl imatic 
category 

Category temperature  Damp heat s teady state  

Days  Lower 
°C  

Upper 
°C  

Temperature  
°C  

Rel .  humid i ty 
%  

55/1 05/56  – 55  1 05  40  93  56  
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7.2  Electrical  characteristics  

7.2. 1  Creepage  and  clearance d istances  

Between  a l l  s ignal  contacts  and  between  s ignal  and  ground  con tacts  creepage and  clearance  
d istances  are  m in .  0 , 1  mm.  

NOTE  Appl i cati on  i n formation  – The  perm issib le  rated  vol tage  depends  on  the  appl i cati on  or speci fi ed  safety 
requ i rements.  Reductions  i n  creepage  or cl earance  d i stances  may occur due  to  the  pri n ted  board  or wi ri ng  used ,  
and  shal l  d u l y be  taken  i n to  account.  

7.2.2  Voltage  proof 

Cond i tions:  I EC  6051 2-4-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  and  unmated  connectors   

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 7  

Table  6  – Rated  i nsu lation  vol tages  

All dimensions in  V r. m. s.  

 D i ff.  pai r 
s ignal  to  
s ignal  

Di ff.  pai r 
s ignal  to  
ground  

Gen .  purpose 
s ignal  to  
s ignal  

Gen .  Purpose  
s ignal  to  
ground  

Power to  
power 

Power to  
ground  

I nsu lation  
vol tage  

80  80  80  80  80  80  

 

7.2.3  Current-carrying  capaci ty 

Cond i tions:  I EC  6051 2-5-2  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors   

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 4  

Temperature  curves  for each  conductor l i sted  i n  Table  1  to  be  measured  wi th  al l  other 
conductor currents  g iven  i n  Table  7,  to  accoun t for the  co-heating  effect to  other types  of 
conductor.  At  these  currents,  a  maximal  temperatu re  rise  of 30  K i s  perm i tted .   

Table  7  – Current  rating  per pin  at ambient of 70°C   

All dimensions in  A  

 General  
purpose 

conductor  

Ground  
conductor 

Power 
conductor 

Di fferential  
pai r conductor 

Current rating   0, 4  0 , 3  1 , 52  0 , 1  

 

7.2.4  Contact resistance  

Cond i tions:  I EC  6051 2-2-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors  

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 2  
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Table  8  – Maximal  permissible  contact resistance  change  

All dimensions in  mΩ  

 General  purpose  
conductor  

Ground  conductor Power conductor Di fferential  pai r 
conductor 

In i ti al  l i ne  resi stance 
max.  

60  60  60  60  

Max.  change  i n  
relation  to  i n i tial  value  

1 5  1 5  1 5  1 5  

 

7.2.5  Insu lation  resistance  

Cond i tions:  I EC  6051 2-3-1 ,  method  B  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors  

Test Vol tage  80  V d . c.  

Table  9  – M in imal  insu lation  resistance  

All dimensions in  Ω  

 D i fferential  
pai r 

conductor /  
conductor  

Di fferential  
pai r 

conductors  /   
Ground   

General  
purpose  

conductor /  
conductor 

Power 
conductors  

Power 
conductors  

Power 
conductors  

In i tial  value  1 0
8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 

After 
moisture  

1 0
7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 

 

7.2.6  Impedance  

The l i ne  inductance from  the  modu le  board  term ination  poin t to  the  backplane  term ination  
poin t  shal l  be  max.  60  nH .  

7.2.7  Transmission  characteristics  

7.2.7. 1  Impedance  profi l e  

Impedance  shal l  be  measured  wi th  a  source  rise  time <  35  ps  (20  %  – 80  %).  The  test  fixture  
and  cables  shal l  not degrade  the  rise  time by more  than  20  ps  at the  re levan t test poin t,  i . e .  
max.  55  ps  rise  time entering  the  PCB term ination  area  of the  connector under test.  The  
impedance m ismatch  of  the  trans i ti on  area  between  fixed  board  connector and  free  board  
connector (optional  card  edge)  may not be  cons idered  s ince  the  d imensions  of the  con tact 
pads  on  the  free  board  are  geometrical l y fixed  ( l im i ted  room  for optim izations) .  Reference  
poin ts  (transi tions)  of the  connector as  per F igure  1 1  shal l  be  i denti fi ed  i n  the  measured  
impedance profi l e.  
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A B 

D1  

D2  

IEC   433/12  

Figure  1 1  – Reference  points  

Requ irements:   

D i fferen tia l  (Di ff. )  impedance:  1 05  Ω  ±  1 0  Ω  between  reference poin ts  AB  and  BD   
( i . e .  exclud ing  PCB  term ination  and  con tact  poin t) .  

S ing le  Ended  (SE)  impedance:  55  Ω  ±  1 0  Ω  between  reference poin ts  AB  and  BD   
( i . e .  exclud ing  PCB  term ination  and  con tact  poin t) .  

7.2.7.2  Propagation  delay 

The vendor shal l  speci fy the  propagation  characteristics  of the  connector for the  d i fferentia l  
pa i rs  of the  basic and  extended  s ide.  

Parameters:  

– Propagation  delay wi th in  the  connector,  

– Skew wi th in  a  d i fferentia l  pa i r,  

– Propagation  delay between  d i fferen tial  pa i rs ,  

– Propagation  delay between  con tact rows.  

7.2.7 .3  S-parameters  

Frequency range  for measurements  shal l  be  d . c.  to  24  GHz.  The  d . c.  and  l ower MHz va lues  
can  be  i n terpolated  or measured  separate l y.  The  impedance  profi l e  can  be  calcu lated  from  
the  S-Parameter fi l es  as  l ong  as  the  source  rise  time i s  equ iva len t to  <  35  ps  (20  %  – 80  %).  

S-Parameters  shal l  be  d i splayed  up  to  20  GHz.  Pre-  and  post error correction  methods  shou ld  
be  appl ied  to  i solate  the  connector parameters  from  the  measured  data,  s ince  the  resu l ts  
i nclud ing  test fixture  on l y g i ve  an  i nd ication  about the  performance of the  connector i tsel f.  The  
performance requ irements  of the  test  fixture  are  described  i n  8. 9 .  

The  S-Parameter data  can  a lso  be  measured  wi th  a  TDNA (Time Domain  Network-Anal yzer).  

Parameters:  

– Return  Loss  (RL)  

– I nsertion  Loss  ( I L)  

– Near end  Crossta lk  (NEXT)  

– Far end  Crossta lk  (FEXT)       

For the  NEXT and  FEXT measurements  the  fol l owing  combinations  shal l  be  measured  (see  
a lso  F igure  1 2):   

– between  ad j acen t pai rs  (both  con tact  rows),  
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– between  opposi te  pairs ,  

– between  d iagonal  pai rs  (both  d i rections) .  

 

Adjacent (both rows):  XT1 ;  XT2 

Diagonal  (both  directions):  XT3;  XT4 

Opposite:  XT5 

IEC   434/12  

Figure 1 2  – Crosstalk combinations  

Requ irements:  

0-2 , 5GHz at reference p lanes  AB//BD/AD ( i . e .  PCB  excluded)  

– SDD1 1  <  –  1 0  dB  

– SDD21  >  –  2  dB  

2 , 5  GHz-6  GHz at reference  planes  AB//BD/AD  ( i . e.  PCB  excluded)  

– SDD1 1  <  –  5  dB  

– SDD21  >  –  4  dB  

Crosstalk  (NEXT/FEXT)  

– <  –  30  dB  each  

– 5  Aggressors  Power sum  worst case  NEXT (a l l  aggressors  are  RX)  and  FEXT (a l l  
aggressors  are  TX).   

NOTE  For more  detai l s  see  I EEE  802. 3ap  Annex 69B. 4.  
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7.3  Mechan ical  characteristics  

7.3. 1  Mechan ical  operation  

Al l  con tacts  shal l  to lerate  200  operation  cycles  wi thou t load  wi thou t damage  that  wou ld  impai r 
normal  operation .   

7.3.2  Engag ing  and  wi thdrawal  forces  

Cond i tions:  I EC  6051 2-1 3-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Rate  of engagement and  wi thdrawal :  1 0  mm  per second  max.  

The  force  needed  to  engage  shal l  not exceed  1 00  N .  
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The  force  needed  to  d isengage  shal l  not  exceed  65  N .  

7.3.3  Contact reten tion  in  insert  

Not appl icable.  

7.3.4  Static load ,  transverse  

The connectors  shal l  wi thstand  a  s tatic l oad  of 200  N  for 1  m in .  du ration  i n  fu l l y mated  
cond i ti on  wi thout  damage that wou ld  impair normal  operation .  

The  force  shal l  be  appl ied  to  the  free  connector accord ing  to  F igure  1 7.  

7.3.5  Gauge retention  force  

Not appl icable.   

7.3.6  Vibration  (s inusoidal )  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-4  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connector,  arrangement accord ing  to  8. 5   

Frequency range  1 0  Hz to  2  000  Hz 

Acceleration  200  m /s2  or ampl i tude  of 1 , 5  mm  

Duration  3  ×  2  h /axis,  e i gh t sweepings  i n  each  d i rection  in  th ree  axes  (32  sweepings  i n  each  
d i rection)  

Requ i rement:  no  rise  of res istance  above  1 0  Ω  for more  than  1 0  ns  

7.3.7  Shock 

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-3  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connector,  arrangement accord ing  to  8. 5   

Acceleration  500  m /s2  

Duration  of impact  1 1  ms  

Three  shocks  in  two  d i rections/axis,  i n  three  axes  (1 8  shocks  i n  total )  

Requ i rement:  no  rise  of res istance  above  1 0  Ω  for more  than  1 0  ns  

7.3.8  Polarizing  method  

Not appl icable.  

7.3.9  Robustness  and  effectiveness  of cod ing  devices  

Not appl icable.   

8 Test schedule  

8. 1  General  

This  test schedu le  shows  the  tests  and  the  order i n  wh ich  they shal l  be  carried  ou t,  as  wel l  as  
the  requ i rements  to  be  met.  

Un less  otherwise  speci fied ,  mated  sets  of connectors  shal l  be  tested .  Care  shal l  be  taken  to  
keep a  particu lar combination  of connectors  together during  the  complete  test sequence;  
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when  unmating  i s ,  for example,  necessary for a  certa in  test,  the  same connectors  shal l  be  
mated  for the  subsequen t tests.  

I n  the  fo l lowing ,  a  mated  set  of connectors  i s  ca l led  a  specimen.  

Before  testi ng  commences,  the  connectors  shal l  have  been  stored  for at l east 24  h  i n  the  non -
inserted  state  under normal  cl imate  cond i tions  for testi ng  accord ing  to  I EC  60068-1 .   

When  i n i ti a l  tests  accord ing  to  test group P  have  been  completed ,  a l l  specimens  are  d i vi ded  
up  accord ing  to  the  test  g roups  A to  F,  except  the  specimens  for test  g roup G .   

The  number of specimens  necessary for en ti re  i nspection  and  test sequence  is  defi ned  i n  
Table  1 0.  

Table  1 0  – Number of specimens  for test sequence  

Test g roups  

P  A B  C  D  E  F  G  H  

29  6  8  4  4  4  See  note  1  See  note  2  3  

NOTE  1  As  the  tests  of g roup  F  are  not  appl i cab le,  no  specimens  are  requ i red  for th i s  test  g roup,  un l ess  
otherwise  speci fi ed  by the  manufacturer.  

NOTE  2  The  number of specimens  for test  g roup  G  depends  on  the  type  of term inati on  tested  and  the  re levant  
test  s tandard .  These  specimens  do  not  u ndergo  the  i n i ti a l  tests  accord ing  to  test  g roup  P.  

 

At least 1 0  con tacts  per specimen  shal l  be  taken  i n to  account for measurement of the  test  
va lues.  

8.2  Arrangement for contact resistance  measurement  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

 

V 

I  

IEC   435/12  

Figure 1 3  – Arrangement for resistance  measurement  

8.3  Arrangement for contact d isturbance measurement (shock and  vibration  test)  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

Contacts  to  be  mon i tored  (8  con tact pai rs):   

5-6 ;  35-36;  59-60;  83-84;  90-91 ;  1 20-1 21 ;  1 44-1 45;  1 69-1 70  
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Discontinuity 
check equipment 

 
Free board  
connector 

 
Fixed board  

connector 

IEC   436/12  

Figure 1 4 – Arrangement for measurement of contact d isturbance   

The measurement of con tact res istance  shal l  be  carried  ou t on  the  number of contacts  
speci fied .  A schematic  arrangement is  shown  i n  F igure  1 4.  

8.4  Arrangement for current carrying  measurement  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

 

I =  0,5 A (al l  general  purpose contacts connected in  series) 

 
Free board  
connector 

 

Fixed board  
connector 

I =  0, 1 25 A (al l  high-speed signal  contacts connected in  series) 

I =  1 ,9 A (al l  power contacts connected in  series) 

I =  0,375 A (al l  ground contacts connected in  series) 

IEC   437/12 
 

Figure 1 5  – Wiring  arrangement for current-carrying  measurement  

8.5  Arrangement for dynamic stress  tests  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  tests  6c  and  6d   
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Free board  
connector 

 
Fixed  board  
connector 

Backplane 

30 

Printed board  

IEC   438/12  

Figure 1 6  – Test setup  for shock and  vibration  test  

8.6  Arrangement for testing  static  load;  transverse  

Cond i tions:  The  s tatic l oad  has  to  be  appl ied  accord ing  to  F igu re  1 7.  

 Direction of 
appl ied  force 

 
Plugged unti l  
end  stop 

IEC   439/12  

Figure  1 7  – Appl ication  of static l oad  

8.7  Arrangement for vol tage proof and  polarization  vol tage  

The wiri ng  arrangement for vol tage  proof i s  accord ing  to  F igure  1 8.  The  test has  to  be  
performed  accord ing  to  I EC  6051 2-4-1 ,  Test 4a.  
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Fixed board  
connector 

 
Free board  
connector 

Ground  V 

IEC   440/12  

Figure 1 8  – Measurement arrangement for vol tage proof 

8.8  Arrangement for flammabi l i ty tests  

Cond i tions:  I EC  6051 2-9,  Test 20  a  

 

Test i tem  

5 

80°  45°  

IEC   441/12  

Figure 1 9  – Measurement arrangement for fl ammabi l i ty tests  

8.9  Test boards  for impedance and  transmission  characteristics  

The test boards  shal l  a l l ow testi ng  of at  l east 4  neighboring  d i fferentia l  pa i rs,  two ad jacent on  
each  s ide  p lus  the  opposi te  two  (see  F igure  20).   

 
IEC   442/12  

Figure 20  – Break out area  of the  connector footprint  
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Rise  time degradation  of the  test boards  shal l  be  l ess  than  20  ps  (20  %  – 80  %)  per board .  

50  Ω  s i ng le  ended  and  1 00  Ω  d i fferen tia l  impedance both  wi th  max.  6  %  tolerance.  Losses  
shal l  be  better than  1  dB  at  1  GHz,  3  dB  at 5  GHz and  6  dB  at 1 0  GHz.   

 
IEC   443/12  

Figure  21  – Example  of a  test fixture  for fixed  board  connectors   

 
IEC   444/12  

Figure  22  – Example  of a  test fixture  for free  board  connectors   

The  test fixture  may include  structures  for pre-error correction  and  proper de-embedd ing  of 
the  connector.  The  tracelength  of the  d i fferen t  connections  on  each  test fixture  shal l  be  
matched  mechan ical l y wi th in  0 , 05  mm  length .  The  tracelength  may be  d i fferent on  d i fferen t 
test fixtures  (see  F igures  21  and  F igure  22  for examples) .  

8. 1 0  Pre-condition ing  

Before  the  tests  are  performed,  the  connectors  shal l  be  precond i tioned  under cond i tions  
speci fied  i n  I EC 60068-1  for a  period  of 24  h ,  un less  otherwise  speci fied  by the  d etai l  product 
speci fication .  

8. 1 1  Wiring  and  mounting  of specimens  

8. 1 1 . 1  Wiring  

See  8 . 1  to  8 . 9.  

8. 1 1 .2  Mounting  

When  mounting  i s  requ ired  i n  a  test,  the  connectors  shal l  be  ri g id l y mounted  on  a  metal  p late,  
a  prin ted  board  or to  speci fied  accessories ,  wh ichever i s  appl icable,  using  the  normal  
mounting  method  and  fixing  devices  as  l a id  down  i n  8. 1  to  8 . 9 .  
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8. 1 2  Test procedures  and  measuring  methods  

The test methods  speci fied  and  g i ven  i n  the  re levan t standards  are  the  preferred  methods  bu t 
not necessari l y the  on l y ones  wh ich  can  be  used .  I n  case  of d ispu te,  however,  the  speci fi ed  
method  shal l  be  used .  

Un less  otherwise  speci fied ,  a l l  tests  shal l  be  carried  ou t  under standard  atmospheric 
cond i ti ons  for testi ng  as  speci fied  i n  I EC  60068-1 .  

8. 1 3  Test schedule  tables  

8. 1 3. 1  Test group P  – Prel iminary 

Al l  specimens  (except those  for test group G)  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  
to  Table  1 1 .  

Table  1 1  – Test g roup P  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty 
or 

cond i tion  
of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL
a
 Al l  connector 

styl es  

P1  Genera l  
exam inati on  

  Vi sual  
exam inati on

 
1 a   There  shal l  be  no  

defect  that  wou l d  
impai r normal  
operati on .  
Specimens  are  free  of 
bu rrs ,  cracks,  or other 
defi cienci es.  

Exam ination  of 
d imensions  
and  mass  

1 b   The  d imensions  shal l  
comply wi th  those  
speci fi ed  i n  the  
re l evant  fi gures  and  
tables  of C lause  3  

P2  Polari zi ng  
method

 
1 3e  Not 

appl i cabl e  
    

P3     Con tact  
res i stance  

2a   Al l  contacts:  60  mΩ  
max.  see  7. 2 . 4  

P4     I nsu lation  
res i stance

 
3a   1 0

8
 Ω  m i n .   

see  7. 2 . 5  

P5     Vol tage  proof 4a   Accord ing  7. 2 . 2  

There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

a
 As  on l y performance  l evel  1  i s  defi ned ,  no  d i fferentiati on  i n  s tandards  i s  necessary.  Th i s  appl i es  to  a l l  test  
g roups.  

 

The  specimens  shal l  be  d ivi ded  i n to  s ix g roups.  Al l  connectors  i n  each  g roup  shal l  u ndergo 
the  tests  speci fi ed  for the  re levan t group.  
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8. 1 3.2  Test group A – Dynamic/cl imatic  

Al l  specimens  of Group A shal l  be  subj ect  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 2 .  

Table  1 2  – Test g roup A 

Test  
phase  

Test  Measurement to  be   
performed  

Requ i rements  

 

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

A1  Engag ing  and  
separati ng  
forces  

 Speed :  1 0  mm/s  
max.  

Engag ing  
and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  
7 . 3 . 2  

A2  Probe  
damage  

1 6a  Not  appl i cable  Gauge  
reten tion  
force  

1 6e   Not  appl i cable  

A3  Solderabi l i ty  1 2a  Not  appl i cable,  see  
test  phase  G3  

   On ly for 
connectors  
wi th  sol der 
term ination  

A4     Vol tage  proof 4a   Not  appl i cable  

A5  Contact  
retention  i n  
i nsert  

1 5a  Not  appl i cable      

A6  Bump 6b  Not  appl i cable      

A7  Vibrati on  6d   Contact  
d i sturbance  

2e   no  ri se  of 
res i stance  

above  1 0  Ω  
for more  than  
1 0  ns  

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

Connecti ng  poi n ts :  
see  7. 2 . 4;  
1 0  con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
re l ati on  to  
i n i t i a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

A8  Shock 6c  Arrangement i n  
fi xture  see  8. 5  

Shock accelerati on  
500  m /s

2
 

Du ration  of impact  
1 1  ms  

Contact  
d i s tu rbance  

2e   no  ri se  of 
res i stance  

above  1 0  Ω  
for more  than  
1 0  ns  

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

Connecting  poi n ts:  
see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
rel ati on  to  
i n i ti a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

A9  Acceleration  
steady state  

6a  Not appl icable      
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Table  1 2  – Test g roup A  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be   
performed  

Requ i rements  

 

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  
connector 

styl es  

A1 0  Rapi d  
change  of 
temperatu re  

1 1 d  – 55  °C  to  1 05  °C  
F ive  cycl es,  
30  m in /temp. ,  
recovery time  2  h ,  
mated  connectors  

    

Test  vol tage  
80  V d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Test  vol tage  
80  V r.m . s .  Method  B  
Mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
6 . 1 . 6  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  
be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1  Cl imati c  
sequence  

1 1 a  Mated  connectors      

A1 1 . 1  Dry heat  1 1 i  Method  A,  1 05  °C,  
un loaded ,  d u ration  
1 6  h ,  recovery time  2  
h ,  test  vol tage  80  V 
d . c. ,   
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  at  
h i gh  
temperatu re   

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

A1 1 . 2  Damp heat 
cycl i c,  fi rst  
cycl e  

1 1 m  55  °C  Varian t  1      

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1 . 3  Cold  1 1 j  – 55  °C,  duration  2  h  
Recovery t ime  2  h  

    

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1 . 4  Low ai r 
pressu re  

1 1 k Not  appl i cable      

A1 1 . 5  Damp heat 
cycl i c,  
remain ing  
cycles  

1 1 m  55  °C,  Variant  1      

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A mated  
connectors  85  
contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Connecti ng  poi n ts :  
see  7. 2 . 4; 1 0  contacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
rel ati on  to  
i n i ti a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  
80  V r.m . s .  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8. 7  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  
be  no  
breakdown  or 
fl ashover 
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Table  1 2  – Test g roup A  (continued)  

Test  

phase  

Test  Measurement to  be  

performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  

Test No.  

Severi ty or 

condi tion  
of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  

Test No.  

PL  Al l  connector 

styl es  

A1 2. 1  Engag ing  and  
separati ng  
forces  

 Speed :  1 0  
mm/s  max.  

Engag ing  and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  7 . 3. 2  

A1 3  Vi sual  
i nspection  

 Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

 

8. 1 3.3  Test group B  – Mechanical  endurance  

Al l  specimens  of Group B  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  to  Table  1 3 .  

Table  1 3  – Test group B  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

B1  Gauge  
retention  
force  

 Not  appl i cable      

B2  Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )  Hal f of 
speci fi ed  number 
of operati ons  (=  
1 00)  

    

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  

Connecti ng  poi n ts:  
see  7 . 2 . 4 ; 1 0  
con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  relati on  
to  i n i ti a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  
no  breakdown  
or fl ashover 
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Table  1 3  – Test g roup B  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

B3 Corrosi on ,  
i ndustrial  
atmosphere  

1 1 g  Method  4  
Hal f n umber 
mated  
Hal f n umber 
unmated  

   1 0  d ays  

   Connecti ng  
poin ts:  see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  
to  i n i t i a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

B4   Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )   
Remain ing  
number of 
operati ons   
(=  1 00)  

    

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  

Connecti ng  
poin ts:  see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  
to  i n i t i a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  
to  8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  
no  breakdown  
or fl ashover 

B5  Probe  
damage  

1 6a  Not appl i cable      

B6  S tati c  l oad ,  
transverse  

8a  Arrangement and  
appl i cabl e  forces  
accord i ng  to  8 . 6  

   200  N  

   Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  
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8. 1 3.4  Test group C  – Moisture  

Al l  specimens  of Group C  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 4.  

Table  1 4  – Test group C  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
Condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

C1  Damp 
heat ,  
s teady 
s tate  

1 1 c Un loaded  
Polari zi ng  vol tage  
60  V d . c.  
Wi ri ng  accord ing  to  
8. 7  

   56  d ays  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Connecti ng  poi n ts:  
see  7 . 2 . 4 ;  
1 0  con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  to  
i n i ti a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8 . 7  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Speed :  1 0  mm/s  
max.  

Engag ing  and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  
7 . 3 . 2  

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  
wou l d  impai r 
normal  operation  
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8. 1 3.5  Test group D  – E lectrical  load  

Al l  specimens  of Group D  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 5.  

Table  1 5  – Test group D  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
Styles  

D1  Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )  Hal f 
of speci fi ed  
number of 
operati ons  
(=  1 00)  

    

D2  E lectri c  l oad  
and  
temperatu re  

9b  Ambien t  
temperatu re  
70  °C   
E l ectri cal  l oad  
acc.  to  Table  7  
Al l  con tacts  
l oaded  
Duration  1  000  h  
Recovery time  
2  h  

   The  temperature  i n  
the  centre  of the  
specimens  shal l  
not  exceed  the  
maximum  
operati ng  
temperatu re  by 
more  than  5  %  

Connecti ng  
poin ts:  see  
7 . 2 . 4 ; 1 0  
con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  relati on  to  

i n i ti a l  val ue  1 5  mΩ  
max.  

Test  vol tage  
80  V d . c.  Method  
A mated  
connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

Test  vol tage  
80  V r.m . s.  
Method  B  Mated  
connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  
to  8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  wou ld  
impai r normal  
operati on  
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8. 1 3.6  Test group E  – Mechan ical  resistivi ty  

Al l  specimens  of Group E  shal l  be  subj ect  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 6 .  

Table  1 6  – Test group E  

Test  
phase  

Test  Measurement to  
be  

performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

E1  Robustness  of 
term inations  

1 6f Not  appl i cable      

E2  Contact  
retention  i n  
I nsert  

1 5a  Not appl i cable      

E3  Probe  damage  1 6a  Not appl i cable      

E4  Mou ld  g rowth  1 1 e  Not appl i cable      

E5  F lammabi l i ty  20a  One  u nmated  
specimen  
Arrangement  
accord i ng  to  8. 8  
Duration  of 
appl i cation  1 0  s  

   Bu rn i ng  time  1 0  s  
max.  after removal  
of fl ame  

 

8. 1 3.7  Test group F  – Chemical  resistivi ty  

Al l  specimens  of Group F  shal l  be  subject  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 7 .  

Table  1 7  – Test group F  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
cond i tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  
connector 

styl es  

F1  Resistance  to  fl u i ds,  
sol ven ts  

 Not  appl i cable      

NOTE  1  As  the  tests  of g roup  F  are  not  app l i cabl e,  no  specimens  are  requ i red  for th i s  test  g roup,  un l ess  
otherwise  speci fi ed  by the  manufacturer.  
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8. 1 3.8  Test group G  – Connections  

Al l  specimens  for test  group  G  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  to  Table  1 8.  

Table  1 8  – Test g roup G  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

G1  Press-i n  
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60352-5  

   On ly connectors  
wi th  press-i n  
connections  

G2  Compression  
mount 
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60352-8  

   On ly connectors  
wi th  compress ion  
mount connection  

G3  Solder 
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60068-2-52  
265  °C,  Refl ow 

   On ly connectors  
wi th  sol der 
term ination  

NOTE  1  Where  test  evi dence  may be  presented  to  the  sati sfaction  of the  NSI ,  confi rm ing  that  the  connection  
methods  used  by the  connectors  have  been  previous ly tested  i n  accordance  wi th  the  speci fi ed  tests  of 
I EC 60352,  and  have  sati sfactori l y passed  them ,  test  phases  G1  to  G2  may be  om i tted .  

 

8. 1 3.9  Test group H  – S ignal  i n tegri ty tests  

Al l  specimens  of Group H  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 9.  

Table  1 9  – Test group H  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051
2  

Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051
2  

Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

H1  Test  fi xture  
measurement 

 See  8 . 9  Time  domain  

Impedance  
profi l e  

  -  S i ng le  ended  
impedance  profi l e  of 

SE  traces  50  Ω  ±  3  Ω  

-  P l ot  D i fferenti a l  
impedance  profi l e  of 
d i ff.  traces  

1 00  Ω  ±  6  Ω  

-  P l ot  20  %  – 80  %  
ri setime  (d i ff.  and  
SE)  at  the  open  end  
of the  test  fi xtu res  

≤  55ps  

Frequency 
domain  

S-parameter 

  -  P l ot  S1 1  of the  s i ng le  
ended  traces  of the  
open  ended  test  
fi xture.  Envelope  of 
S1 1 :   

>  – 2  dB  at  1  GHz;   

>  – 6  dB  at  5  GHz;   

>  – 1 2  dB  at  1 0  GHz 

-  I f appl i cable  p lot  I L  
and  RL of a  SE  
connection  
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Table  1 9  – Test g roup H  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

H2  Specimens  
measurement 
for s i gnal  
i n teg ri ty (S I )  

 Measurements  
of the  
specimen  
i ncl ud i ng  the  
test  fi xture  
requ i rements  
see  7. 2 . 7  

Time  
domain  

Impedance  
profi l e  

  -  P l ot  SE  impedance  
profi l e  of the  
specimen   

-  P lot  d i ff.  
impedance  Profi l e  
of the  specimen  

 Frequency 
domain  

S-
parameter 

  -  P l ot  SE  RL  and  I L  
of a l l  connections  

-  P lot  d i ff.  RL  and  I L  
of a l l  connections  

-  P lot  common  RL  
and  I L  of a l l  
connections  

-  I f deembedd i ng  i s  
performed ,  p l ot  
SE ,  d i ff.  and  
common  RL  and  I L  
of the  specimen  
on l y  

-  P lot  d i ff.  NEXT 
and  FEXT for a l l  
d i rections  (see  
F igu re  1 2)  

Propagati on  
delay 

Time  
domain  

  -  Propagati on  delay 
wi th i n  the  
connector,  

-  Skew wi th i n  a  
d i fferen tia l  pa i r,  

-  Propagati on  delay 
between  
d i fferen tia l  pa i rs ,  

-  Propagati on  delay 
between  contact  
rows  

H3  Damp heat,  
s teady state  

1 1 c     56  d ays,  1  specimen
a
 

Al l  frequency 
domain  DUT 
measurements  
(see  H2)  

 Measurements  
performed  
wi th i n  1  h  
after removing  
the  DUT ou t  of 
the  test  
chamber 

   S I -performance  sha l l   
not  be  deg raded  by 
more  than  2  dB  (each   
S-Parameter)  

a
 Damp heat  i s  appl i ed  to  one  specimen  on ly.  

NOTE   Al l  p l ots  shou l d  be  i n tegrated  i n to  the  test  report.  
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Annex A 
(informative)  

 
Vibration  and  shock testing  of connectors  mounted  to a  mechanical  

structure  for electronic equipment according  to  IEC 6091 7  and   
IEC 60297  – Test setup of assembl ies  wi th  mass  loading  of printed  boards  

A.1  General  

Dynamic stress  tests  on  connector as  defined  i n  8 . 5  are  carried  ou t accord ing  to  I EC  6051 2,  
tests  6c and  6d .  The  device  under test cons ists  of the  connector assembled  to  a  prin ted  
board .  The  prin ted  board  under test usual l y con tains  the  connector bu t no  add i ti onal  
components .  

Practice  has  demonstrated  for a  l ong  time that  th is  test setup  i s  suffi cien t for connector 
qual i fication  and  for comparing  the  resu l ts  of d i fferent arrangements  and  of d i fferen t test  
l aboratories.  Nevertheless  there  are  concerns  that  boards  wi th  heavy mechan ical  l oad ,  due  to  
heavy components,  may cause  extra  movements  between  the  plug- in  un i t  and  the  subrack 
assembly,  respective l y between  the  free  prin ted  board  connector and  the  fixed  connector 
mounted  on  the  backplane,  th is  wou ld  cause  m icro  movements  and  i ncrease  the  wear of the  
precis ions  metal  pl ati ng  i n  the  contact area  of male  and  female  contacts .  

I EC 6091 7  series  and  I EC  60297  series  define  the  connector i n terfaces  for subracks  and  
associated  p lug- i n  un i ts.  A p l ug- in  un i t  i n  general  i s  a  pri n ted  board  assembly.  

I EC 61 587-1  and  I EC  61 587-5  cal l  ou t the  mechan ical  on l y shock,  vibration  and  se ism ic 
testing  of subracks  and  pl ug- in  un i ts  wi th  s imu lated  mass  load ing .  However,  the  e lectrica l  
performance of the  connector i n terface  is  not defi ned .  The  connector may pass  mechan ical l y 
bu t i f the  connector wi l l  pass  i ts  e lectrical  capabi l i ty i s  not speci fied .  

I t  i s  the  obj ect of th is  amendment to  provide  an  evaluation  of the  combination  of connector 
and  heavy prin ted  board  assembly (p lug - in  un i t) .  

Th is  standard  contains  on l y the  necessary in formation  and  test  setups  to  test the  e lectrica l  
performance of pri n ted  board  connectors  that are  mounted  to  mass  loaded  p lug- in  un i ts  
accord ing  to  I EC 6091 7  series ,  I EC 60297  series  standards  and  shock and  vibration  
cond i ti ons  as  defined  i n  I EC  61 587-1  and  I EC  61 587-5.  

A.2  General  information  and  objectives  

This  Annex A establ ishes  on l y the  test setup  requ i rements  for mass  loaded  prin ted  boards  
(p lug- i n  un i ts)  assembled  wi th  free  connectors  and  subracks  assembled  wi th  the  
correspond ing  fixed  connectors  as  used  i n  I EC  6091 7  series  and  I EC  60297  series  equ ipment  
practices.  

The  vibration  and  shock test severi ty levels  are  defined  i n  I EC 61 587-1 .  The  seism ic severi ty 
l evels  are  defined  in  I EC 61 587-5.  

The  object of th is  annex is  to  provide  a  test method  for connector under cond i ti ons  closer to  
the  i n tended  service  cond i ti on  to  provide  i n formation  of contact  res istance  under l i fetime and  
expected  severi ty of the  i n tended  use.  
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A.3  Terms and  defin i tions  

A.3. 1   
plug-in  un i t  
plug- in  un i ts  are  defined  in  I EC  6091 7  series  and  cons ist in  their s implest form  of a  prin ted  
board  (PB)  assembly conta in ing  a  free  connector i n terfacing  wi th  the  fixed  connector i n  the  
subrack 

A.3.2   
in tended  use  
method  of use  of a  p lug- i n  un i t  under test that s imu lates  an  arti ficia l  service  cond i tion  
i denti fied  by the  manufacturer,  and  accord ing  to  wh ich  the  recommended  configuration  as  
described  i n  th is  s tandard  (such  as  the  phys ica l  s i ze  of the  pl ug- in  un i t,  the  mass  load ing ,  the  
retention ,  bol t s i ze,  quanti ties,  and  torque  values)  i s  used  during  testing  

A.3.3   
s imulated  load  boards  
simu lated  mass  attached  to  pl ug- in  un i ts  accord ing  to  I EC 61 587-1 .  Mass  as  ca lcu lated  for a  
speci fic appl ication  may be  used  

A.3.4   
mated  pai r under test  
the  mated  pair under test cons ists  of the  free  connector (PB  mounted  connector or edge  
board)  and  the  fixed  connector (backplane  mounted)  and  shal l  be  tested  moun ted  on to  the  
cen tre  of the  PB  (see  F igure  A. 4  and  F igure  A. 5)  

Note  1  to  en try:  The  test  arrangement cons ists  of mu l ti pl e  connectors  that  may be  p l aced  i n  an  appl i cati on  
speci fi c  confi gu rati on  u nder agreement between  the  manufacturer and  user.  The  connectors  under test  shal l  be  
mounted  to  the  pl ug -i n  un i t  PB  and  subrack backplane  accord ing  to  the i r i n tended  moun ti ng  featu res  (press  fi t,  
sol der,  su rface,  etc. ) .  

A.3.5   
appl ication  specific  
defines  a  speci fic in tended  use  configuration  as  agreed  between  manufacturer and  user.  The  
user may se lect a  requ i rement from  a  standard  or speci fication  or defi ne  a  un ique  product  
requ irement 
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A.4  Test setup overview 

A.4. 1  Existing  arrangements  for dynamic  stress  tests  – no  mass  loading  (see F igure  
A. 1 )  

 

Figure A. 1  – Existing  test setups  for vibration  and  shock tests  – no  mass  load ing  

A.4.2  Arrangement for dynamic  stress  tests  – wi th  mass  load ing  (see F igure  A.2)  

 

Figure A.2  – Test  setups  for vibration  and  shock tests  – wi th  mass  loading  

IEC  

Sing le  s l ot  ri g i d  subrack 
test  fi xture  
( I EC 61 587-1  proposed )  

Plug-i n  u n i t  gu i de  (2x)  
I n tegral  part  of fi xtu re  

Simu lated  l oad  

Plug-i n  u n i t  

Retention  

Prin ted  board  

Free  connector u nder test  

Fixed  connector  

IEC  
Prin ted  board  wi th  
edgeboard  connector  

Backplane  

Test  fi xtu re  
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A.5  Connector vibration  and  shock test setups  for mass  loaded  plug-in  uni ts   

A.5. 1  Printed  board  s ize  and  mass  load  consideration  

For the  purpose  of th is  test the  PB  s izes  and  re lated  mass  l oad ing  as  defined  in  I EC  61 587-1  
shal l  be  used .  

A.5.2  Vibration  and  shock test fixture  requ irements  

The  test fixtu re  shal l  be  as  ri g i d  as  poss ib le  and  des igned  us ing  the  practices  as  ou tl i ned  i n  
I EC 60068-2-47,  see  F igure  A. 3.  The  nom inal  d imension  between  the  two p l ug- in  un i t  gu ide  
ra i ls  shal l  be  0, 50  mm  larger than  the  nom inal  d imension  of the  engag ing  PCB edges.  The  

to lerance shal l  be  ±0, 40  mm.  

 

Figure A.3  – Sectional  view of the  test setup  for shock  
and  vibration  tests  – wi th  mass  load ings  

A.5.3  Vibration  and  shock test – mass  load ing  cond i tion  

The  s imu lated  l oad  of a  p lug- i n  un i t  may be  moun ted  to  the  PB  i n  two  a l ternative  ways.  
Cond i tion  A is  more  severe  than  cond i tion  B .  The  vendor may choose  the  cond i ti on  (see  
F igure  A. 4  and  F igure  A. 5).  The  nom inal  d imension  of the  PCB edges  engag ing  in to  the  p lug -
i n  un i t  gu ide  ra i l s  shal l  be  0, 5  mm  smal ler than  the  nom inal  d imension  of the  two  p l ug- i n  un i t  

gu ide  ra i ls .  The  to lerance  shal l  be  ±0, 1  mm .  

 Retenti on   

Gu ide  ra i l  s l ot  wi d th  
PB  th i ckness  =  +0, 60  mm  ±0, 20  mm  

Modu l e  PB  th i ckness  
appl i cation  speci fi c  

Connector 

edge  board  

Face  plate  

Backplane  EMC gasket 
Load  

Rig i d  subrack 
test  fi xtu re  

Connector 

fi xed  

PB  gu ide  

≤1 0  mm  

IEC  
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Figure A.4  – Mass  loaded  plug-in  un i t  – Condition  A 

 

Figure A.5  – Mass  loaded  plug-in  un i t  – Condition  B  
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A.6  Test schedule  

A.6. 1  General  

This  mass  loaded  p l ug -i n  un i t  test may be  carried  ou t on  agreement between  manufacturer 
and  user,  i t  i s  not part of the  connector qual i fication  test  as  speci fied  i n  C lause  8  and  shal l  be  
carried  ou t  on  connector specimens  in  add i ti on  to  those  speci fied  i n  Table  1 0 .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  mated  sets  of connectors  shal l  be  tested .  Care  shal l  be  taken  to  
keep a  particu lar combination  of connectors  together during  the  complete  test sequence;  
when  un-mating  is ,  for example,  necessary for a  certa in  test,  the  same connectors  shal l  be  
mated  for the  subsequent tests.  

A.6.2  Test schedule  specific to  the  existing  connector 

The  vibration  and  shock test severi ty l evel  as  defined  i n  the  connector s tandards  are  based  
on  test setups  as  shown  i n  F igure  A. 1 .   

Th is  annex defines  the  vibration  and  shock test  setups  and  severi ty l evels  for p l ug - i n  un i ts  
wi th  mass  load ing  as  shown  in  F igure  A. 2.   

A.6.3  Plug-in  un i t  vibration  and  shock test severi ty l evels  

The  vibration  and  shock severi ty l evels  as  defined  i n  I EC  61 587-1  sha l l  be  used .  

A.7  Plug-in  uni t  vibration  and  shock test considerations  

A.7. 1  General  

The  fol lowing  procedure  may be  used  wi th  p l ug- in  un i t  connectors  that are  mounted  on  boards  
and  mass  l oaded  to  provide  an  i n tended  use  cond i tion .  I t  therefore  provides  an  evaluation  of 
the  combination  of connector and  board .  

A.7.2  Plug-in  un i t  vibration  and  shock test procedure  

a)  Configure  the  connector/PB  assembly for contact res istance  measurements  wi th  4-wi re  
l ow l evel  con tact  res istance  (LLCR)  measurements  accord ing  to  Clause  8,  Test Phase  P3.  

b)  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test  2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

c)  Pre load  the  samples  accord ing  to  Table  1 3 ,  for a  50  %  speci fied  l i fecycle  wear and  
perform  inspection  and  measurements  accord ing  to  Test Phase  B2.  

d )  Add i tional  preload ing  tests  (e. g .  dust)  may be  appl ied  on  agreement of manufacturer and  
user,  by se lecting  an  appropriate  test method  as  defined  i n  I EC  6051 2-1 1 -x:  C l imatic 
tests.  

e)  Mount  one  hal f of the  connector pai r (typical l y the  backplane  portion)  ri g id l y on  the  
surface  of the  vibration  tab le  to  model  the  way i t  i s  i nsta l l ed  in  service.  

f)  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test 2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

g )  Subject  the  connector assembly to  a  vibration  test accord ing  6051 2-6-4,  Test 6d ,  wi th  1  g  
from  5  Hz to  1 00  Hz and  mon i toring  the  system  function  during  the  vibration .  The  duration  
for vibration  on  each  axis  shal l  be  2  h .   

h )  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test 2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

i )  Repeat the  vibration  test for each  of three  mutual l y perpend icu lar axes  of the  equ ipment.   

j )  Mount  the  assembly to  the  shock tab le  s im i l ar to  the  way i t  i s  insta l led  i n  service.  

k)  Subj ect  the  assembly to  3  shocks  i n  each  d i rection  a long  the  test  axis .   

l )  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test 2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  
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m)  Repeat the  shock test  for each  of the  3  mutual l y perpend icu lar axes  of the  equ ipment.  

A.8  Sample  size  and  acceptance cri teria  for plug-in  uni t/connector assembl ies  

A.8. 1  General  

At least 1 0  con tacts  per specimen  shal l  be  taken  i n to  account for measurement of the  test  
va lues  as  speci fi ed  in  8. 1  

I f the  test  specimen  con ta ins  fewer than  1 0  contacts,  then  a l l  contacts  shal l  be  tested  

The  con tacts  to  be  measured  shal l  be  selected  such  that they are  representative  of a l l  zones  
wi th in  the  connector,  e . g .  end  poin ts,  d i fferent rows  of mu l ti p le  row connectors,  both  near and  
away from  the  attachment poin ts  between  the  connector hous ing  and  the  PWB,  etc.  

Vibration  and  shock test measurements  shal l  be  made on  no  fewer than  30  con tacts  selected  
from  no  fewer than  3  connectors.   

A.8.2  Acceptance  cri teria  for vibration  and  shock tests   

a)  I f no  system  performance requ i rements  are  provided  or i f i t  i s  not  practical  to  perform  

system  performance mon i toring ,  then  no  rise  of resistance  above  1 0  Ω  for more  than  
1 0  ns  as  speci fied  i n  Table  1 2 ,  test A7  appl ies.  Continu i ty shal l  be  establ ished  by 
con tinuous  mon i toring  du ring  the  mechan ical  vibration  and  shock testing  of A7.  

b)  I f system  performance requ irements  are  provided  and  i t  i s  practical  to  perform  system  
performance  mon i toring ,  then  system  speci fications  for b i t  errors  and  conti nu i ty of system  
performance  shal l  be  sati sfied  during  the  system  test  sequence.  

c)  Visual  i nspection  accord ing  Table  1 2 ,  test A1 3  shal l  be  performed  at  the  end  of the  
mechan ical  vibration  and  shock testi ng ,  there  shal l  be  no  damage that wou ld  impair 
normal  operation .  

A.9  Reference documents  

I EC 60068-2-47,  Environmental testing – Part 2-47: Test – Mounting of specimens for 
vibration,  impact and similar dynamic tests 

I EC 61 587-1 ,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and 
IEC 60297 series – Part 1 : Environmental requirements,  test set-up and safety aspects for 
cabinets,  racks,  subracks and chassis under indoor conditions 

I EC 61 587-5,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and 
IEC 60297 – Part 5:  Seismic tests for chassis,  subracks and plug-in  units 
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CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  

EXIGENCES DE PRODUIT –  
 

Partie  4-1 1 6:  Connecteurs  pour cartes  imprimées  –  
Spécification  particul ière  pour un  connecteur haute  vi tesse  
en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  in tégrée  

 
 

AVANT-PROPOS  

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confi ée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t  
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i q uer d e  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’atten ti on  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est  pas  une  Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme les  documents  officiels.  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  61 076-4-1 1 6 porte  l e  numéro d 'éd i tion  1 . 1 .  El le  
comprend  l a  première  éd i tion  (201 2-04)  [documents  48B/2280/FDIS  et 48B/2289/RVD]  et  
son  amendement 1  (201 5-1 1 )  [documents  48B/2452/FDIS  and  48B/2465/RVD] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et  à  son  amendement.  
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Dans  cette  version  Redl ine,  une l igne verticale  dans  l a  marge i nd ique où  l e  contenu  
technique est mod ifié  par l ’ amendement 1 .  Les  ajouts  sont en  vert,  les  suppressions  
sont en  rouge,  barrées.  Une version  Finale  avec toutes  les  modifications  acceptées  est  
d ispon ible  dans  cette  publ ication .   

La  Norme I n ternationale  I EC 61 076-4-1 1 6  a  été  établ ie  par l e  sous-com ité  48B:  Connecteurs,  
du  com ité  d ’études  48  de  l ’ I EC:  Composan ts  é lectromécan iques  et structures  mécan iques  
pour équ ipements  é lectron iques.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC 61 076,  présentées  sous  l e  t i tre  général  
Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de  produit,  peu t être  consu l tée  sur 
l e  s i te  I n ternet de  l ’ I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant  l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  re latives  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qui  se  trouve sur l a  page de  couverture  de  cette  
publ ication   i nd ique  qu 'el le  contien t des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme u ti l es  à  
une bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante  cou leur.  
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INTRODUCTION  

La Norme in ternationale  I EC 61 076-4-1 1 6  établ i t  des  spéci fications  et des  exigences  d 'essai  
pour un  connecteur haute  vi tesse  en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  i n tégrée  
destiné  à  être  u ti l i sé  comme un  connecteur de  carte  imprimée dans  des  environnements  
i ndustrie ls.  Les  connecteurs  serven t principa lement de  p lateforme pour l es  équ ipements  de  
té lécommun ications  et pour l es  équ ipements  des  réseaux i n formatiques  d 'en treprise.  Ces  
connecteurs  pourron t être  u ti l i sés  dans  d 'au tres  domaines,  par exemple  dans  l ' industrie,  pour 
l 'au tomatisation  de  s i tes,  l es  commandes  de  processus,  l es  commun ications  i ndustrie l les ,  l e  
domaine  méd ical ,  etc.  

A l 'orig i ne,  l e  type  de  connecteur a  été  développé par l e  consorti um  PCIMG  (Peripheral 
Component Interconnect Industrial Computer Manufacturers Group) .  PCI  est un  système 
d ' in terconnexion  de  composants  périphériques,  qu i  peut être  u ti l i sé  pour raccorder des  
composan ts  périphériques  à  des  processeurs  en  u ti l i sant une  structu re  de  bus  ou  des  
systèmes  de  transport connectés  en  série.  Ce  consorti um  PICMG a  défin i  de  nombreuses  
spéci fications  de  systèmes  décrivan t un  connecteur de  fond  de  pan ier (embase)  en  
combinaison  avec un  connecteur d 'extrém i té  de  carte  (fiche)  comme composan t fonctionnel  
d 'une  un i té  enfichable  spéci fi ée.  I l  s 'ag i t des  spéci fications  AdvancedMC.0  et M icroTCA.0.  La  
description  du  système dans  M icroTCA.0  contient également un  programme d 'essai  pour l e  
connecteur.  Des  i n formations  complémentaires  sur l a  Norme PICMG  et ses  spéci fications  
peuven t être  obtenues  su r l e  s i te  web su ivan t:  www.picmg. org.  

Basée sur l e  type  de  connecteur et sur l es  développements  de  l a  Norme PICMG,  l a  présen te  
Norme in ternationale  a  été  développée  par l es  experts  du  sous-com i té  48B  de  l ’ I EC:  
Connecteurs.  Con trairement à  l a  Norme PICMG,  l e  connecteur décri t  i ci  est consti tué  de  deux 
moi tiés  de  connecteurs  (une  embase  et une  fiche,  comme cela  est représenté  sur l a  F igure  
1 ) .  L'embase est basée  sur une  carte  imprimée  enfichable  de  1 , 6  mm  ±  1 0  %  d 'épaisseur 
s im i l a i re  aux spéci fications  de  l a  Norme PICMG.  En  ou tre,  le  programme d 'essai  de  l a  
présente  Norme d i ffère  de  ce lu i  défi n i  dans  la  Norme PICMG basée sur l es  essais  existan ts  
précéden ts  défin is  dans  l ’ I EC  pour que  les  connecteurs  soien t adaptés  aux besoins  de  
l ' i ndustrie .  Le  programme d 'essai  résu l tan t d i ffère  des  procédures  d 'essai  défi n ies  par l a  
Norme PICMG non  seu lement par l a  sévéri té  et  l es  cond i tions  des  essais,  mais  également par 
l a  séquence  des  essais .  Des  experts  du  sous-com ité  48B  de  l ’ I EC travai l l en t avec des  experts  
du  consorti um  PICMG  pour trouver un  consensus  sur l es  s im i l ari tés  et l es  d i fférences  des  
programmes  d 'essais  concernés.  Les  résu l tats  seron t publ i és  dans  des  documents  d istincts.   

Un  arrangement typique  pour un  te l  connecteur en  deux parties  est représen té  ci -dessous  
(voi r F i gure  1 ) :  

 

 
 Fiche 

 
 Embase 

 Fond de panier 

Carte imprimée 

 
 Exemple de guide   
 de carte imprimée B1  

b2  i1  

A1  

l2  

A2  

IEC   423/12  

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 59  – 
© I EC  201 5  

Figure 1  – Arrangement typique  avec un  connecteur en  deux parties   

Les  contacts  à  connecteurs  en  bout de  carte  pour cartes  imprimées  ne  sont pas  couverts  par 
l a  présente  Norme.  La  ra ison  de  ceci  est que,  con trai rement à  l a  spéci fication  PICMG,  l a  
présente  Norme in ternationale  est destinée  à  défi n i r l e  connecteur comme un  composant avec 
des  procédures  d 'essai  un iquement et non  à  détai l l er l es  fonctions  qu i  ne  sont  pas  
d i rectement l i ées  au  système de  connecteurs.  Des  exemples  de  te l s  détai l s  sont  l es  
caractéristiques  de  la  carte  imprimée.  Tou tefois ,  l e  paragraphe 4 .5. 1  de  l a  présente  Norme 
IEC donne des  in formations  sur le  posi tionnement des  contacts  et l es  caractéristiques  
mécan iques  des  connecteurs  d 'extrém ité  de  carte.  I l  est possib le  d ’obten i r davantage  
d ’ i n formations  dans  l a  spéci fication  AdvancedMC.0.  De  tels  con tacts  à  connecteurs  en  bou t 
de  carte  sont appl iqués  d i rectement au  bord  de  la  carte  imprimée  et fon t partie  du  ci rcu i t 
imprimé (fiche).  I l s  forment l ' in terface  avec le  fond  de  pan ier (embase),  comme on  peut l e  voi r 
sur l a  F igure  2 .  

 

 
 
 Embase 

  
 Fond de panier 

Carte imprimée 

 
 Exemple de guide 
 de carte imprimée B1  

A1  

A2  
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Figure 2  – Configuration  typique  avec un  connecteur en  bout de  carte,   
non  couvert dans  la  présente  Norme   

Les  connecteurs  décri ts  dans  l a  présente  Norme son t présentés  dans  l ’ I EC 60297-3-1 07,  qu i  
donne  les  d imensions  des  ti roi rs  et  des  un i tés  enfichables.  
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CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  
EXIGENCES DE PRODUIT –  

 
Partie  4-1 1 6:  Connecteurs  pour cartes  imprimées  –  

Spécification  particul ière  pour un  connecteur haute  vi tesse  
en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  in tégrée  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  Norme i n ternationale  établ i t  des  spéci fications  et des  exigences  d 'essai  pour un  
connecteur hau te  vi tesse  en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  i n tégrée  destiné  à  
être  u ti l i sé  comme un  connecteur de  carte  imprimée  dans  des  envi ronnements  i ndustrie ls .  

Les  connecteurs  raccordent un  fond  de  pan ier à  des  cartes  imprimées.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent  document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl ique.  Pour les  références  non  datées,  l a  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl ique  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 60050-581 : 2008,  Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)  – Partie 581 :  
Composants électromécaniques pour équipements électroniques 

I EC 60068-1 ,  Essais d'environnement – Partie 1 :  Généralités et guide  

I EC 60068-2-52 :  1 996 ,  Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard 
salin,  essai cyclique (solution de chlorure de  sodium) .   

I EC 60068-2-54:  2006,  Essais d'environnement – Partie 2-54: Essais – Essai Ta: Essai de 
brasabilité des composants électroniques par la  méthode de la  balance de mouillage  

(d ispon ib le  en  ang lais  seu lement)  

IEC 6051 2  ( tou tes  les  parties) ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et 
mesures 

IEC 60352-5:  Connexions sans soudure – Partie  5:  Connexions insérées à  force – Exigences 
générales,  méthodes d’essai et guide pratique  

I EC 60352-8:  Connexions sans soudure – Partie  8:  Connexions par compression – Exigences 
générales,  méthodes d’essai et guide pratique  

3 Termes  et defin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  l es  défin i ti ons  fourn is  dans  l ’ I EC  60050-
581 ,  s 'appl i quent a i ns i  que  ceux qu i  su iven t.  
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3.1   
contact pour usage général  
con tact é lectrique  n 'ayan t pas  une  fonction  prédéfin ie  (en  termes  de  pu issance,  de  terre  ou  
de  s ignal ) .  La  fonction  peut être  défin ie  en  fonction  de  l 'appl ication .  

4 Données  générales  

NOTE  Dans  l a  présente  spéci fi cation ,  l es  d imensions  sont  i n d iquées  en  m i l l imètres.  

4. 1  Méthode de  montage  recommandée  

La présente  Norme i n ternationale  spéci fie  des  embases  et des  fiches  pouvan t être  i nsérées  à  
force  dans  des  cartes  imprimés.  D 'au tres  techn iques  de  term inaison ,  comme la  brasure  ou  le  
montage  par compress ion ,  doiven t fa i re  l 'objet d 'un  accord  en tre  le  fabricant et l ' u ti l i sateur.  

Un  connecteur complet est consti tué  de  deux moi ti és  de  connecteurs ,  d 'une  fiche  et d 'une  
embase.  

Les  fiches  son t mon tées  sur l e  bord  de  l a  carte  imprimée et  comporten t des  con tacts  mâles  
avec des  bornes  coudées  i nsérées  à  force,  des  bornes  brasées  ou  des  bornes  montées  par 
compress ion .   

Les  embases  sont montées  sur l e  fond  de  pan ier et son t dotés  de  contacts  femel les  avec des  
bornes  droi tes  i nsérées  à  force.  

La  fiche  peut être  om ise,  mais  a lors  le  bord  de  la  carte  imprimée u ti l i sée  doi t être  s im i la i re  à  
ceux de  l a  rég ion  de  connexion  comme cela  est  défi n i  en  4. 5. 1  pour une  fi che.  Le  connecteur 
est  a lors  u ti l i sé  comme un  connecteur en  bou t de  carte.  

4.2  Nombre de  contacts  et  cavi tés  de  contact  

Le nombre  de  contacts  et l eur pos i tion  est fixe  et vau t 1 70.  Le  nombre  de  contacts  dans  la  
rég ion  des  bornes  d 'une  carte  imprimée peu t d i fférer s i  des  broches  de  terre  sont combinées.  

P lus ieurs  posi tions  de  contact (au  tota l  56)  sont réservées  aux connexions  de  terre.    

Les  con tacts  sont  p lacés  sur deux rangées.   

4.3  Valeurs  assignées  et  caractéristiques  

Tension  assignée:  Contact /  con tact  80  V efficace  

Couran t ass igné:  Pu issance:  1 , 52  A à  70  °C   

Terre:  0 , 3  A à  70  °C   

Usage général :  0 , 4  A à  70  °C   

S ignal :  0 , 1  A à  70  °C   

Résistance  d ’ isolement:  1 0  MΩ  m in imum  (1 00  MΩ  m in imum  aux cond i tions  i n i ti a les)  

Catégorie  cl imatique:  55/1 05/56  

Carte  imprimée:  D iamètre  des  trous  méta l l i sés:  0 , 55  ±  0 , 05  mm  

Diamètre  des  trous  percés:  0 , 64  ±  0 , 02  mm  

Epaisseur du  fond  de  pan ier 1 , 4  mm  m in .  

Epaisseur de  carte  imprimée:  à  défi n i r en tre  l e  fabricant et  l e  cl i ent  
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5 Données  techniques  

5. 1  Description  des  styles  et  des  variantes  

Le n iveau  de  performance pour ce  connecteur est  1 .  U ne  méthode de  terminaison  ( l es  bornes  
i nsérées  à  force  selon  l ’ I EC  60352-5)  est normal i sée,  d 'autres  méthodes  son t possib les  après  
accord  en tre  l e  fabrican t et  l e  cl ient.  Les  bornes  montées  par compression  ou  l es  bornes  
brasées  consti tuent de  te l les  méthodes  de  term inaison .  

5.2  Information  sur l 'appl ication   

5.2. 1  Connecteurs  complets  (pai res)  

Un  connecteur complet est consti tué  d 'une  fiche  et d 'une  embase.  

5.2.2  Embases  

Sans  obj et.  

5.2.3  Fiches  

Sans  obj et.  

5.2.4  Accessoires  

Sans  obj et.  

5.2.5  Bl indage et mise  à  la  terre  

Plus ieurs  posi tions  de  contact (au  tota l  56)  sont  réservées  aux connexions  de  terre.    

5.2.6  Type de  borne de  base   

Les  embases  sont connectées  au  fond  de  pan ier par des  bornes  i nsérées  à  force.  I l  convient 
d 'u ti l i ser des  ou ti l s  appropriés .  I l  convien t d 'u ti l i ser ces  outi l s  conformément aux 
spéci fications  des  fabricants .    

5.3  Arrangement des  contacts  

L'arrangement des  contacts  de  connexion  est  i nd iqué  dans  l e  Tableau  1 .  

Tableau  1  – Arrangement des  contacts  

Type de  contact  Numéro  de  broche  Accouplement 

Pu issance  2 ,  9 ,  1 8 ,  27,  42,  57,  72,  84  Prem ier 

Terre  

1 ,  7 ,  1 0 ,  1 3,  1 6,  1 9,  22,  25,  28,  31 ,  34,  37,  40,  43,  46,  49,  52,  55,  58,  61 ,  
64 ,  67,  70,  73,  76,  79,  82 ,  85,  86,  89,  92 ,  95,  98,  1 01 ,  1 04,  1 07,  1 1 0 ,  1 1 3,  
1 1 6,  1 1 9,  1 22,  1 25,  1 28,  1 31 ,  1 34,  1 37,  1 40,  1 43,  1 46,  1 49,  1 52,  1 55,  1 58,  
1 61 ,  1 64,  1 70  

Prem ier 

Usage  général  

4  Prem ier 

5,  6 ,  8 ,  1 7,  26,  41 ,  56,  71 ,  1 65,  1 66,  1 67,  1 68,  1 69  Deuxi ème 

3,  83  Dern ier 

Pai res  
d i fféren tie l l es  

1 1 /1 2 ,  1 4/1 5,  20/21 ,  23/24,  29/30,  32/33,  35/36,  38/39,  44/45,  47/48,  50/51 ,  
53/54,  59/60,  62/63,  65/66,  68/69,  74/75,  77/78,  80/81 ,  87/88,  90/91 ,  93/94,  
96/97,  99/1 00,  1 02/1 03,  1 05/1 06,  1 08/1 09,  1 1 1 /1 1 2 ,  1 1 4/1 1 5 ,  1 1 7/1 1 8,  
1 20/1 21 ,  1 23/1 24,  1 26/1 27,  1 29/1 30,  1 32/1 33,  1 35/1 36,  1 38/1 39,  1 41 /1 42,  
1 44/1 45,  1 47/1 48,  1 50/1 51 ,  1 53/1 54,  1 56/1 57,  1 59/1 60,  1 62/1 63  

Trois ième  
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6 Informations  d imensionnel les  

6. 1  Général i tés  

Les  d imensions  sont i nd iquées  en  m i l l imètres,  l es  schémas  son t représen tés  en  proj ection  du  
prem ier d ièdre.  La  forme des  connecteurs  peu t varier par rapport à  cel les  qu i  sont i nd iquées  
sur l es  dessins  ci -après,  à  cond i tion  qu 'el l es  n 'affectent pas  les  d imensions  spéci fiées.  

Les  exigences  su ivan tes  s ’appl i quent au  connecteur complet consti tué  de  l 'embase  et  de  l a  
fiche.  

Les  d imensions  manquantes  doiven t être  chois ies  en  fonction  des  caractéristiques  communes  
et de  l eur u ti l i sation  prévue.  Les  d imensions  d ' in terface  de  l a  fiche  (mâle)  doivent être  
chois ies  en  fonction  des  caractéristi ques  communes  des  embases  (femel le).  

6.2  Vue  en  perspective  et caractéristiques  communes  

6.2. 1  Embase et fiche  

 

 
 
 Fiche 
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Carte imprimée 

 
 Exemple de guide 
 de carte imprimée 
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Figure 3  – Embase  et  fi che   

6. 2.2  Caractéristiques  communes  

Sans  obj et.  

6.2.3  Système  de  référence   

Le  système de  référence est  présen té  dans  les  F igures  7,  8  et 9 .  
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6.3  Informations  sur l 'accouplement 

6.3. 1  Cond itions  d 'accouplement 

Le  décalage  l atéral  maximal  adm iss ib le  est  présenté  sur l a  F igure  4.   

 

1 

1 

IEC   426/12 

 

Figure  4 – Conditions  d 'accouplement:  décalage latéral  

Le  défaut d 'a l ignement ou  le  décalage  angu la i re  maximal  possib le  est présen té  sur l a  
F igure  5 .  
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Figure  5  – Conditions  d 'accouplement:  défaut  d 'al ignement,  décalage angu lai re  

 

 
 
 Enfoncé jusqu’à 
 la butée 

IEC   428/12  

Figure  6  – Conditions  d 'accouplement:  butée  

La  fiche  et  l 'embase  doiven t être  branchées  j usqu 'à  ce  que  l a  fiche  touche  la  bu tée,  voi r 
F i gure  6 .   
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NOTE  En  posi ti on  accouplée,  des  gu i des  de  carte  imprimée  permetten t  d 'évi ter un  importan t  défaut  d 'a l i gnement,  
voi r F i gure  3.  

6.3.2  Planari té  

Sans  obj et.  

6.4  Embase  

6.4. 1  Dimensions  

 

Figure 7  – Embase  
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Tableau  2  – Dimensions  des  embases   

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum  Nominal  

A 1  74, 9    

B1  7, 5    

C1  2, 3  1 , 9   

l1  65, 2  65, 1   

a1    0 , 75  

a2    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b1  1 , 98  1 , 82   

d1  5, 9  5, 7   

f1  3, 6  3 , 4   

g1  7, 1    

h1   1   

 

6.4.2  Bornes  

Les  bornes  sans  brasure  doivent être  conformes  à  l a  Norme I EC  60352  appl icable.  Pour l es  
bornes  i nsérées  à  force,  la  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-5  et pour l es  bornes  montées  
par compress ion ,  l a  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-8.   

Pour les  bornes  brasées,  l a  brasabi l i té  est soum ise  à  l 'essai  conformément à  
l ’ I EC 60068-2-54.   
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6.5  Fiche  

6.5. 1  Dimensions  
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Figure 8  – Fiche,  partie  1  
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NOTE  *  Ces  d imensions  sont  spéci fi ques  au  fou rn i sseur.  

Figure 9  – Fiche,  partie  2  

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 69  – 
© I EC  201 5  

Tableau  3  – Dimensions  des  fiches  

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum Nominal  

A2  70    

B2  67, 2    

C2   1 0 , 6   

a3    0, 75  

a4    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b2  1 , 76  1 , 44   

d2  0, 5  0 , 3   

e1  62°  43°   

f2  3, 6  3 , 4   

g2   7 , 4   

h2  3, 4    

i1    (7, 9)  

j1  4, 5    

k1   0 , 4   

l2  65, 1  64, 9   

m1   0 , 4   

n1   0 , 4   

p1  2, 97    

r1   3 , 73   

s1    0, 6  

t1  0, 5  0 , 46   

 

6.5.2  Bornes  

Les  bornes  sans  brasure  doivent être  conformes  à  l a  Norme I EC  60352  appl icable.  Pour l es  
bornes  i nsérées  à  force,  la  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-5  et pour l es  bornes  montées  
par compress ion ,  l a  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-8.   

Pour les  bornes  brasées,  l a  brasabi l i té  est soum ise  à  l 'essai  conformément à  
l ’ I EC 60068-2-54.   

La  d ispos i ti on  des  bornes  des  cartes  imprimées  (pos i ti on  et ta i l le  des  connexions,  etc. )  
i n fl uence fortement l es  caractéristiques  de  performance du  connecteur.  Ces  in formations  
doivent fa i re  l ’ obj et d ’ un  accord  entre  le  fabrican t et l e  cl ien t.  Ceci  ne  restrein t par l e  
développement techn ique.    

6.6  Accessoires  

Sans  obj et.  
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6.7  Informations  sur l e  montage  des  embases  

Les  d imensions  des  trous  des  cartes  mères  sont  conformes  à  la  F igure  1 0  et au  Tableau  4.  
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F igure  1 0  – Dimensions  des  trous  dans  l e  fond  de  pan ier 
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Tableau  4  – Dimensions  des  trous  dans  l e  fond  de  pan ier 

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum Nominal  

O1    69, 3  

q1    31 , 225  

u1  2, 5  2 , 3   

x1    2 , 25  

x2    26  ×  2 , 25  (=  58, 5)  

x3    0 , 2  

x4    1 , 5  

x5    2  ×  1 , 5  (=  3)  

y1    1 , 5  

y2    4  ×  1 , 5  (=  6)  

z1    4 , 1 75  

z2    1 , 35  

z3    3 , 425  

w1  0, 6  0 , 5   

 

6.8  Informations  sur l e  montage  des  connecteurs  

Voi r F igu re  3 .  

6.9  Cal ibres  

Sans  obj et.  

6.9. 1  Cal ibres  de  forçage et  cal ibres  de  force  de  rétention  

Sans  obj et.  

6.9.2  Cal ibre  d 'essai  pour l e  premier point de  contact 

Sans  obj et.  

7 Caractéristiques  

7. 1  Catégorie  cl imatique  

Cond i tions:  conformes  à  l ’ I EC 60068-1  et au  Tableau  5 .  

Tableau  5  – Catégorie  cl imatique  

Catégori e  
cl imatique  

Température  de  catégorie  Essai  con tinu  de  chaleur humide  

Jours  Basse   
°C  

Haute   
°C  

Température  
°C  

Humid i té  rel ative  
%  

55/1 05/56  – 55  1 05  40  93  56  
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7.2  Caractéristiques  électriques  

7.2. 1  Lignes  de  fu i te  et  d istances  dans  l ’ ai r 

Entre  tous  l es  contacts  de  s i gnal  et  en tre  les  contacts  de  s i gnal  e t de  terre,  l es  l i gnes  de  fu i te  
et  les  d is tances  dans  l 'a i r sont  au  m in imum  0, 1  mm.  

NOTE  I n formations  re lati ves  à  l 'u ti l i sation  – La  tens ion  assignée  adm issible  dépend  de  l ' u ti l i sation  ou  des  
exi gences  de  sécuri té  spéci fi ées.  Des  réductions  des  d i stances  dans  l 'a i r ou  des  l i gnes  de  fu i te  peuvent i n terven i r 
en  rai son  de  l a  carte  imprimée  ou  du  câblage  u ti l i sé  et  e l l es  doiven t  être  d ûment pri ses  en  compte.  

7.2.2  Tension  de  tenue  

Cond i tions:  I EC  6051 2-4-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  et désaccouplés   

Arrangement du  câblage  conformément à  8. 7  

Tableau  6  – Tensions  d ' isolement assignées  

Toutes les dimensions sont indiquées en V efficace.  

 Pai re  
d i fféren tiel l e  

s ignal  – 
s ignal  

Pai re  
d i fféren tiel l e  
s ignal  – terre  

Un iversel  
s ignal  – 
s ignal  

Un iversel  
s ignal  – terre  

Pu issance  
– pu issance  

Pu issance  – 
terre  

Tension  
d ’ i solation  80  80  80  80  80  80  

 

7.2.3  Courant l imite  admissible  

Cond i tions:  I EC  6051 2-5-2  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés   

Arrangement du  câblage  conformément à  8 . 4  

Courbes  de  température  pour chaque  conducteur présen té  au  Tableau  1  à  mesurer avec l es  
courants  de  tous  l es  au tres  conducteurs  du  Tableau  7 ,  pour ten i r compte  de  l 'effet du  
chauffage  sur d 'au tres  types  de  conducteur.  A ces  couran ts,  u ne  augmentation  maximale  de  
l a  température  de  30  K est au torisée.  

Tableau  7  – Courant assigné  par broche à  une température  ambiante  de  70  °C   

Toutes les dimensions sont indiquées en A .  

 Conducteur 
un iversel   

Conducteur 
de  terre  

Conducteur 
de  pu issance  

Conducteur 
de  pai res  

d i fféren tiel les  

Courant 
assigné   0, 4  0, 3  1 , 52  0 , 1  

 

7.2.4  Résistance  de  contact  

Cond i tions:  I EC  6051 2-2-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  

Arrangement du  câblage  conformément à  8. 2  
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Tableau  8  – Variation  de  résistance de  contact  maximale  admissible  

Toutes les dimensions sont indiquées en mΩ .  

 Conducteur 
un iversel   

Conducteur de  
terre  

Conducteur de  
pu issance  

Conducteur de  
pai res  

d i fféren tiel les  

Rési stance de  l i gne  
in i tiale  maximale    60  60  60  60  

Variation  maximale  
par rapport à  l a  
valeur i n i tiale  

1 5  1 5  1 5  1 5  

 

7.2.5  Résistance  d ’ i solement  

Cond i tions:  I EC  6051 2-3-1 ,  méthode  B  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  

Tension  d 'essai  80  V c. c.  

Tableau  9  – Résistance d ' isolement m in imale    

Toutes les dimensions sont indiquées en Ω .  

 Pai re  
d i fféren tiel le  
conducteur /  
conducteur  

Pai re  
d i fféren tiel l e  
conducteurs  /  

terre   

Un iversel le  
conducteur /  
conducteur  

Conducteurs  
de  pu issance  

Conducteurs  
de  pu issance  

Conducteurs  
de  pu issance  

Valeur 
i n i tiale  1 08  1 08  1 08  1 08  1 08  1 08  

Après  
humid i té  1 07  1 07  1 07  1 07  1 07  1 07  

 

7.2.6  Impédance  

L' inductance de  l i gne  entre  la  borne  de  l a  carte  du  modu le  et l a  borne  du  fond  de  pan ier doi t  
être  au  maximum  de  60  nH .  

7.2.7  Caractéristiques  de  transmission  

7.2.7. 1  Profi l  de  l ' impédance  

L' impédance  doi t être  mesurée  avec un  temps  de  montée  de  source  in férieur à  35  ps  (20  %  à  
80  %).  Le  montage  et l es  câbles  d 'essai  ne  doiven t pas  a l térer l e  temps  de  montée  de  p lus  de  
20  ps  au  poin t  d 'essai  approprié ,  c'est-à-d i re  un  temps  de  montée  maximal  de  55  ps  en trant 
dans  la  rég ion  des  bornes  de  l a  carte  du  connecteur en  essai .  On  peu t i gnorer l a  
désadaptation  d ' impédance  de  l a  rég ion  de  trans i ti on  entre  l 'embase et l a  fiche  (extrém i té  de  
carte  facu l tati ve)  pu isque  les  d imensions  des  p lages  de  con tact sur l a  carte  l i bre  son t 
géométriquement fixes  (espace l im i té  pour l 'optim isation).  Les  poin ts  de  référence 
(transi ti ons)  du  connecteur conformément à  la  F igure  1 1  doiven t être  i denti fi és  dans  l e  profi l  
de  l ' impédance  mesurée.  
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Figure 1 1  – Points  de  référence  

Exigences:   

Impédance d i fférentie l le  (D i ff. ) :  1 05  Ω  ±  1 0  Ω  en tre  les  poin ts  de  référence  AB  et BD  (c'est-à-
d i re  sans  l a  borne  de  la  carte  imprimée et  l e  poin t  de  con tact).  

Impédance  s imple  (SE:  Single-Ended)  55  Ω  ±  1 0  Ω  en tre  l es  poin ts  de  référence  AB  et BD  
(c'est-à-d i re  sans  l a  borne  de  l a  carte  imprimée et  l e  poin t de  contact) .  

7.2.7 .2  Retard  de  propagation  

Le  vendeur doi t  spéci fi er l es  caractéristi ques  de  propagation  du  connecteur pour l es  pa ires  
d i fférentie l les  du  côté  de  base  et étendu .  

Paramètres:  

– Retard  de  propagation  dans  le  connecteur,  

– Obl iqu i té  dans  une  pa ire  d i fférentie l l e ,  

– Retard  de  propagation  en tre  des  pai res  d i fféren tie l les,  

– Retard  de  propagation  entre  des  rangées  de  con tacts .  

7.2.7 .3  Paramètres  S  

La gamme de  fréquences  pour l es  mesures  doi t a l l er des  va leurs  con tinues  à  24  GHz.  Les  
valeurs  continues  et l es  valeurs  in férieures  au  MHz peuvent être  i n terpolées  ou  mesurées  
séparément.  Le  profi l  d ' impédance peu t être  calcu lé  à  parti r des  fich iers  de  paramètres  S  tant  
que  l e  temps  de  montée  de  la  source  est équ ivalent  à  moins  de  35  ps  (20  %  à  80  %).  

Les  paramètres  S  doiven t être  affichés  j usqu 'à  20  GHz.  I l  convient d 'appl i quer des  méthodes  
de  précorrection  d 'erreu rs  et de  post-correction  d 'erreurs  pour i soler l es  paramètres  des  
connecteurs  des  données  mesurées,  pu isque  l es  résu l tats  incluan t l e  montage  d 'essai  
donnent seu lement une  i nd ication  sur l es  performances  du  connecteur.  Les  exigences  de  
performances  du  montage  d 'essai  son t décri tes  en  8. 9.  

Les  données  des  paramètres  S  peuven t également être  mesurées  avec un  anal yseur de  
réseau  temporel  (TDNA:  Time Domain Network-Analyzer) .  

Paramètres:  

– Affaib l issement de  réflexion  (RL)  

– Affaib l issement d ’ i nsertion  ( I L)  

– Parad iaphon ie  (NEXT)  

– Téléd iaphon ie  (FEXT)       
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Pour l es  mesures  de  NEXT et de  FEXT,  l es  combinaisons  su ivantes  doiven t être  mesurées  
(voir également la  F igure  1 2):   

– en tre  pa ires  ad jacentes  ( l es  deux rangées  de  contacts) ,   

– en tre  pa ires  opposées,   

– en tre  pai res  d iagonales  (dans  l es  deux sens).  

 

Adjacente (les deux rangées):  XT1 ;  XT2 

Diagonale (les deux directions):  XT3;  XT4 

Opposée:  XT5 

IEC   434/12  

Figure  1 2  – Combinaison  de  d iaphonies  

Exigences:  

0  à  2 , 5  GHz sur l es  p lans  de  référence  AB//BD/AD  (c'est-à-d i re  sans  carte  imprimée)  

– SDD1 1  <  –  1 0  dB  

– SDD21  >  –  2  dB  

2 , 5  GHz à  6  GHz sur l es  p lans  de  référence  AB//BD/AD  (c'est-à-d i re  sans  carte  imprimée)  

– SDD1 1  <  –  5  dB  

– SDD21  >  –  4  dB  

Diaphon ie  (NEXT/FEXT)  

– <  –  30  dB  chacune   

–  5  sommes  de  pu issance  des  agresseurs  dans  le  cas  l e  p lus  défavorable  NEXT (tous  l es  
agresseurs  son t en  réception)  et  FEXT (tous  l es  agresseurs  sont en  ém ission) .   

NOTE  Pour pl us  d e  déta i l s ,  se  reporter à  l 'Annexe  69B. 4  de  l a  I EEE  802. 3ap.  

∑

∑
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7.3  Caractéristiques  mécan iques  

7.3. 1  Fonctionnement mécan ique  

Tous  l es  con tacts  doiven t tolérer 200  cycles  de  fonctionnement sans  charge  n i  dommages  qu i  
a l térera ien t l e  fonctionnement normal .   
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7.3.2  Forces  d ’ insertion  et d ’ extraction  

Cond i tions:  I EC  6051 2-1 3-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Vi tesse  d ' i nsertion  et d 'extraction :  1 0  mm  par seconde max.  

La  force  nécessaire  pour i nsérer ne  doi t  pas  dépasser 1 00  N .  

La  force  nécessaire  pour extra ire  ne  doi t  pas  dépasser 65  N .  

7.3.3  Rétention  des  contacts  dans  l ’ isolant  

Sans  objet.  

7.3.4  Charge  statique transversale  

Les  connecteurs  doivent supporter une  charge  s tatique  de  200  N  pendant 1  m in  dans  l 'état 
en tièrement accouplé  sans  dommages  qu i  a l téreraient  l e  fonctionnement normal .  

La  force  doi t être  appl iquée  à  l a  fiche  conformément à  la  F igure  1 7.  

7.3.5  Force de  rétention  de  cal ibre  

Sans  objet.   

7.3.6  Vibrations  (s inusoïdales)  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-4  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteur accouplé,  arrangement conformément à  8. 5   

Gamme de  fréquences:  1 0  Hz à  2  000  Hz 

Accélération  200  m /s² ou  ampl i tude  de  1 , 5  mm  

Durée  3  ×  2  h /axe,  hu i t  ba layages  dans  chaque sens  sur l es  tro is  axes  (32  ba layages  dans  
chaque  sens)   

Exigences:  pas  d 'augmentation  de  la  rés istance  au-delà  de  1 0  Ω  pendant p lus  de  1 0  ns  

7.3.7  Chocs  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-3  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteur accouplé,  arrangement conformément à  8 . 5   

Accélération  500  m /s²  

Durée  d ’ impact 1 1  ms  

Trois  chocs  dans  deux sens  par axe,  sur l es  tro is  axes  (1 8  chocs  au  tota l )  

Exigences:  pas  d 'augmentation  de  la  rés istance  au -delà  de  1 0  Ω  pendant  p lus  de  1 0  ns  

7.3.8  Méthode de  polarisation  

Sans  obj et.  

7.3.9  Robustesse et efficaci té  des  d ispositi fs  de  codage  

Sans  obj et.   
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8 Programme d’essai  

8. 1  Général i tés  

Le programme d 'essais  i nd ique  tous  l es  essais  et  l 'ordre  dans  l equel  i l s  doiven t être  effectués  
a ins i  que  l es  exigences  à  satisfai re.  

Sauf spéci fication  con trai re,  on  doi t  soumettre  à  un  essai  des  j eux de  connecteurs  accouplés.  
Durant l a  séquence complète  d 'essais,  on  doi t ve i l ler à  conserver une  combinaison  
particu l i ère  de  connecteurs;  par exemple,  lorsque  l e  désaccouplement est nécessai re  pour un  
essai ,  l es  mêmes  connecteurs  doivent  être  de  nouveau  accouplés  pour les  essais  su ivants .  

Dans  ce  qu i  su i t,  un  j eu  de  connecteurs  accouplés  est appelé  un  spécimen .  

Avan t l e  débu t de  l 'essai ,  l es  connecteurs  doivent avoir été  stockés  pendant au  moins  24  h  à  
l 'état  non- inséré  dans  des  cond i tions  cl imatiques  normales  pour réal iser l 'essai  conformément 
à  l ’ I EC 60068-1 .   

Quand  des  essais  i n i ti aux selon  le  groupe  d 'essai  P  on t été  réal isés,  tous  l es  spécimens  son t 
d i visés  se lon  les  g roupes  d 'essai  A à  F ,  sauf l es  spécimens  du  groupe  d 'essai  G .   

Le  nombre  de  spécimens  nécessaire  pour la  séquence  d 'essai  et l ' i nspection  complète  est  
défin i  dans  l e  Tableau  1 0 .  

Tableau  1 0  – Nombre de  spécimens  pour une séquence  d 'essai  

Groupes  d 'essai  

P  A B  C  D  E  F  G  H  

29  6  8  4  4  4  Voi r N ote  1  Voi r N ote  2  3  

NOTE  1  Pu i sque  l es  essais  d u  g roupe  F  ne  son t  pas  appl i cables ,  aucun  spécimen  n 'est  requ is  pour ce  g roupe  
d 'essai ,  sauf spéci fi cati on  con trai re  par l e  fabricant.  

NOTE  2  Le  nombre  de  spécimens  pour l e  g roupe  d 'essai  G  dépend  d u  type  de  borne  soum ise  à  un  essai  et  d e  
l a  norme d 'essai  appl i cable.  Ces  spécimens  ne  subissen t pas  d 'essais  i n i t i aux sel on  l e  g roupe  d 'essai  P .  

 

Au  moins  1 0  contacts  par spécimen  doivent être  pris  en  compte  pour l a  mesure  des  valeurs  
d 'essai .  

8.2  Arrangement pour l a  mesure  de  l a  résistance  de  contact  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

 

V 

I  

IEC   435/12  

Figure 1 3  – Arrangement pour l a  mesure de  l a  résistance  
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8.3  Arrangement pour l a  mesure  des  perturbations  des  contacts  (essai  de  chocs  et 
de  vibrations)   

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

Contacts  à  survei l l er (8  pa ires  de  contacts):   

5-6 ;  35-36;  59-60;  83-84;  90-91 ;  1 20-1 21 ;  1 44-1 45;  1 69-1 70  

 

Equipement de contrôle 
de discontinuité 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

IEC   436/12  

Figure 1 4 – Arrangement pour l a  mesure des  perturbations  des  contacts   

La  mesure  de  l a  rés istance  de  con tact doi t  être  effectuée  sur l e  nombre  de  contacts  spéci fiés .  
Un  arrangement schématique  est représenté  à  l a  F igure  1 2 .  

8.4  Arrangement pour l a  mesure  du  courant  admissible  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

 

I =  0,5 A (contacts universels connectés en série) 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

I =  0, 1 25 A (contacts de signaux haute vitesse connectés en  série) 

I =  1 ,9 A (contacts de puissance connectés en série) 

I =  0,375 A (contacts de terre connectés en série)  

IEC   437/12  

Figure 1 5  – Arrangement du  câblage  pour l a  mesure  du  courant  admissible  
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8.5  Arrangement pour l es  essais  de  contrainte  dynamique  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essais  6c et  6d   

 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

Fond de panier 

30  

Carte imprimée 

IEC   438/12  

Figure 1 6  – Montage  d 'essai  pour l es  chocs  et  vibrations  

8.6  Arrangement pour l 'essai  de  charge  statique  transversale  

Cond i tions:  La  charge  s tati que  doi t  ê tre  appl i quée  conformément à  l a  F igure  1 7.  

 Direction  de 
la force appl iquée 

 
 Enfoncé jusqu’à 
 la butée 

IEC   439/12  

Figure 1 7  – Appl ication  de  l a  charge  statique  

8.7  Arrangement pour l a  tension  de  tenue et l a  tension  de  polarisation  

L'arrangement du  câblage  pour la  tens ion  de  tenue  est conforme à  l a  F igure  1 8 .  L’essai  doi t  
être  réal isé  conformément à  l ’ I EC  6051 2-4-1 ,  Essai  4a.  
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 Embase 

 
 
 Fiche 

Terre V 

IEC   440/12  

Figure  1 8  – Arrangement de  la  mesure  pour l a  tension  de  tenue  

8.8  Arrangement pour l es  essais  d ' inflammabi l i té  

Cond i tions:  I EC  6051 2-9,  essai  20  a  

 

Elément en essai  

5 

80°  45°  

IEC   441/12  

Figure 1 9  – Arrangement de  la  mesure  pour l es  essais  d ' inflammabi l i té  

8.9  Cartes  d 'essai  pour des  caractéristiques  d ' impédance  et  de  transmission   

Les  cartes  d 'essai  doiven t permettent de  réal iser l 'essai  sur au  moins  quatre  pai res  
d i fférentie l l es  vois ines,  deux pai res  ad jacentes  de  chaque côté  p lus  les  deux pai res  opposées  
(voir F i gure  20) .   

 
IEC   442/12  

Figure 20  – Région  de  sortie  de  l 'empreinte  du  connecteur  
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La  dégradation  du  temps  de  montée  des  cartes  d 'essai  doi t être  i n férieu re  à  20  ps  (20  %  à  
80  %)  par carte.  50  Ω  impédance s imple  et 1 00  Ω  impédance d i fféren tie l le  avec une  tolérance  
de  6  %  maximum  pour l es  deux.  Les  pertes  doiven t être  i n férieures  à  1  dB  à  1  GHz,  3  dB  à  
5  GHz et 6  dB  à  1 0  GHz.   

 
IEC   442/12  

Figure 21  – Exemple  de  montage  d 'essai  pour embases   

 
IEC   444/12  

Figure 22  – Exemple  de  montage  d 'essai  pour fiches   

Le mon tage  d 'essai  peu t i nclure  des  s tructu res  pour l a  précorrection  d 'erreur et le  
désaccouplage  du  connecteur.  La  l ongueur des  traces  des  d i fféren tes  connexions  sur chaque 
montage  d 'essai  doi t être  adaptée  mécan iquement à  une  l ongueur i n férieure  à  0 , 05  mm.  La  
l ongueur de  trace  peut  être  d i fféren te  sur d i fféren ts  montages d 'essai  (des  exemples  sont 
donnés  dans  l a  F igure  21  et l a  F i gure  22) .  

8. 1 0  Préconditionnement 

Avant d 'effectuer les  essais ,  l es  connecteurs  doivent  être  précond i ti onnés  dans  des  
cond i ti ons  spéci fi ées  dans  l ’ I EC  60068-1  pendant une  période  de  24  h ,  sauf i nd ication  
con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière  de  produ i t.  

8. 1 1  Câblage et montage des  spécimens  

8. 1 1 . 1  Câblage  

Voi r de  8. 1  à  8 . 9 .  

8. 1 1 .2  Montage  

Lorsqu 'un  montage  est nécessaire  dans  un  essai ,  l es  connecteurs  doiven t être  sol i dement 
montés  sur une  p laque  de  métal ,  une  carte  imprimée ou  sur des  accessoi res  spéci fi és,  se lon  
l e  cas,  en  u ti l i san t l a  méthode  de  mon tage  normale  et des  d ispos i ti fs  de  fi xation  comme cela  
est  décri t  de  8 . 1  à  8. 9 .  
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8. 1 2  Procédures  d 'essai  et  méthodes  de  mesure  

Les  méthodes  d 'essai  spéci fi ées  et  données  dans  l es  normes  appl icables  son t l es  méthodes  
préféren tie l les,  mais  pas  nécessai rement les  seu les  qu i  peuvent être  u ti l i sées.  Toutefois ,  en  
cas  de  l i ti ge,  l a  méthode  spéci fiée  doi t  être  u ti l i sée.  

Sauf i nd ication  contrai re,  tous  l es  essais  doiven t être  effectués  dans  les  cond i tions  
atmosphériques  normal isées  des  essais,  comme cela  est spéci fié  dans  l ’ I EC  60068-1 .  

8. 1 3  Tableaux de  programmes  d ’essai  

8. 1 3. 1  Groupe  P  – Prél iminai re  

Tous  l es  spécimens  (sau f ceux du  groupe d 'essai  G)  doivent être  soum is  aux essais  su ivants  
conformément au  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Groupe  P  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  
ou  

condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PLa  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

P1     Examen  
général  

  Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r 
de  dommage  
susceptib le  d ’affecter 
l e  fonctionnement  
normal .  

Les  spécimens  ne  
présentent  pas  de  
fi ssure,  de  bavu re,  n i  
au tre  défi ci ence.  

Examen  des  
d imensions  
et  de  l a  
masse 

1 b   Les  d imensions  
doi ven t  être  
conformes  à  cel l es  
spéci fi ées  dans  l es  
fi gu res  appl i cabl es  et  
dans  l es  tableaux de  
l 'Arti cl e  3  

P2  Méthode  de  
polari sati on  

1 3e  Sans  obj et      

P3     Résistance  
de  contact  

2a   Tous  l es  con tacts :  
60  mΩ  max.  voi r 7 . 2 . 4  

P4     Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 08  Ω  m i n .   

voi r 7 . 2 . 5  

P5     Tension  de  
tenue  

4a   Selon  7 . 2 . 2  

Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

a  Comme seu l  l e  n i veau  de  performance  (PL)  1  est  défi n i ,  aucune  d i fféren tiati on  dans  l es  normes  n 'est 
nécessai re.  Ceci  s 'appl i que  à  tous  l es  g roupes  d 'essai .  

 

Les  spécimens  doiven t être  d i visés  en  s ix g roupes.  Tous  l es  connecteurs  dans  chaque g roupe  
doivent  subi r l es  essais  spéci fiés  pour l e  groupe appl icable.  

8. 1 3.2  Groupe  d 'essai  A– Essais  dynamiques/cl imatiques  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  A doivent  être  soum is  aux essais  su i van ts  conformément au  
Tableau  1 2 .  
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Tableau  1 2  – Groupe  A 

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1  Forces  
d ’accoupleme
nt et  de  
désaccouplem
ent  

 Vi tesse:  
1 0  mm/s  
max.  

Forces  
d ’accouplement  et  
de  
désaccouplement  

1 3a   Selon  7 . 3 . 2  

A2  Endommagem
ent  par sonde  
d ’essai  

1 6a  Sans  obj et  Force  de  rétenti on  
de  cal i bre  

1 6e   Sans  obj et  

A3  Brasabi l i té  1 2a  Sans  obj et,  
voi r phase  
d 'essai  G3  

   Un iquement 
pou r l es  
connecteurs  
avec u ne  borne  
brasée  

A4     Tension  de  tenue  4a   Sans  obj et  

A5  Rétention  des  
contacts  dans  
l ’ i solant  

1 5a  Sans  obj et      

A6  Secousses  6b  Sans  obj et      

A7  Vibrati ons  6d   Pertu rbati on  de  
con tact  

2e   pas  
d 'augmentation  
de  l a  
rés i stance  au -
delà  de  1 0  Ω  
pendant  p l us  
de  1 0  ns  

Connecteu rs  
désaccouplé
s  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptib le  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  
voi r 7 . 2 . 4 ;  
1 0  contacts  
par 
spécimen  

Résistance  de  
con tact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
va l eu r i n i t i a l e  
1 5  mΩ  max.  
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Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A8 Chocs  6c  Arrangement  
dans  l e  
montage,  voi r 
8 . 5  

Accélération  
des  chocs:  
500  m /s2  

Durée  
d ’ impact 
1 1  ms  

Pertu rbati on  de  
contact  

2e   pas  
d 'augmentation  
de  l a  rés i stance  
au -del à  de  1 0  Ω  
pendant  p l us  d e  
1 0  ns  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage 
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  
Voi r 7 . 2 . 4;  1 0  
contacts  par 
spécimen  

Rési stance  de  
contact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
val eu r i n i ti a l e  
1 5  mΩ  max.  

A9  Accélération  
constante  

6a  Sans  obj et      

A1 0  Variati ons  
rap ides  de  
températu re  

1 1 d  – 55  °C  à  
1 05  °C  
Cinq  cycles ,  
30  m in /temps. ,  
temps  de  
rétabl i ssement  
2  h ,  
connecteurs  
accoupl és  

    

Tension  
d 'essai  
80  V c. c.  
Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  
par spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Tension  
d 'essai  
80  V eff.  
Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85,  
con tacts  par 
spécimen ;  
Câbl age  selon  
6 . 1 . 6  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  con tournement  
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  
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Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1 1  Séquence  
cl imati que  

1 1 a  Connecteu rs  
accoupl és  

    

A1 1 . 1  Chal eu r sèche  1 1 i  Méthode  A,  
1 05  °C,  non  
chargé,  du rée  
1 6  h ,  temps  de  
rétabl i ssement  
2  h ,  tension  
d 'essai  80  V 
c. c.   
85  contacts  
par spécimen  

Résistance  
d ' i solement à  
hau te  
températu re   

3a   1 07  Ω  m i n .  

A1 1 . 2  Chal eu r 
hum ide,  
cycl i que,  
prem ier cycle  

1 1 m  55  °C  
Varian te  1  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  

A1 1 . 3  Froi d  1 1 j  – 55  °C,  
du rée  2  h  

Temps  de  
rétabl i ssement 
2  h  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  

A1 1 . 4  Basse  
pression  
atmosphéri que  

1 1 k Sans  obj et      
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Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1 1 . 5  Chal eu r 
hum ide,  
cycl i que,  
cycles  
restan ts  

1 1 m  55  °C  
Varian te  1  

    

Tension  
d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  contacts  
par spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω  m i n .  

Poin ts  de  
connexi on :  
Voi r 7 . 2 . 4 ;  
1 0  con tacts  
par spécimen  

Résistance  de  
con tact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
val eu r i n i ti a l e  
1 5  mΩ  max.  

Tension  
d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  contacts  
par spécimen  

Câbl age  selon  
8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  con tournement  
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

A1 2 . 1  Forces  
d ’accoupleme
nt  et  de  
désaccouplem
ent  

 Vi tesse:  
1 0  mm/s  max.  

Forces  
d ’accouplement 
et  de  
désaccoupleme
nt  

1 3a   Selon  7 . 3. 2  

A1 3  Contrôl e  
vi suel  

 Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  
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8. 1 3.3  Groupe  d 'essai  B  – Endurance  mécanique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  B  doivent  être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 3.  

Tableau  1 3  – Groupe  B  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

B1  Force  de  
réten tion  de  
cal i bre  

 Sans  obj et      

B2  Fonctionne
ment 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  mm/s  
max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

La  moi ti é  du  
nombre  
d 'opérations  
spéci fi é  (=  1 00)  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptibl e  
d ’affecter l e  
fonctionnement normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 
i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  
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Tableau  1 3  – Groupe  B  (suite)  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

B3 Corrosi on ,  
atmosphère  
i ndustrie l l e  

1 1 g  Méthode  4  

La  moi ti é  du  
nombre  accouplé  

La  moi ti é  du  
nombre  
désaccouplé  

   1 0  j ou rs  

   Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 
i n i ti a l e  1 0  mΩ  max.  

B4   Fonctionne
ment 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  mm/s  
max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

Le  nombre  restant  
d 'opérations  
(=  1 00)  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptibl e  
d ’affecter l e  
fonctionnement normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 
i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

B5  Endommage
ment par 
sonde  
d ’essai  

1 6a  Sans  obj et      

B6  Charge  
s tati que  
transversale  

8a  Arrangement  et  
forces  appl i cab les  
selon  8 . 6  

   200  N  

   Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  normal .  
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8. 1 3.4  Groupe  d 'essai  C  – Humid i té  

Tous  les  spécimens  du  groupe  C  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 4 .  

Tableau  1 4  – Groupe  C  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

C1  Chal eu r 
hum ide,  
essai  
con ti nu  

1 1 c  Sans  charge  

Tension  de  
polari sati on  
60  V c. c.  

Câbl age  selon  8 . 7  

   56  j ou rs  

Tension  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Résistance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 
i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

Vi tesse:  1 0  mm/s  
max.  

Forces  
d ’accouplem
ent et  de  
désaccouple
ment  

1 3a   Selon  7. 3 . 2  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  normal .  
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8. 1 3.5  Groupe  d 'essai  D  – Charge  électrique  

Tous  les  spécimens  du  groupe  D  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 5.  

Tableau  1 5  – Groupe  D  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

D1  Fonctionnement 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  
mm/s  max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

La  moi ti é  du  
nombre  
d 'opérations  
spéci fi é  (=  1 00)  

    

D2  Charge  
électri que  et  
températu re  

9b  Températu re  
ambian te  70  °C  

Charge  
électri que  
selon  
Tableau  7  

Tous  l es  
con tacts  
chargés  

Durée  1  000  h  

Temps  de  
rétabl i ssement  
2  h  

   La  température  
au  cen tre  des  
spécimens  ne  
doi t  pas  dépasser 
l a  température  de  
fonctionnement  
maximale  de  pl us  
de  5  %  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4;  1 0  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
de  contact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  
val eu r i n i t i a l e  
1 5  mΩ  max.  

Tension  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Tension  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  
8. 7  

Tens ion  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  contournement 
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r de  
dommage 
susceptib le  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  
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8. 1 3.6  Groupe  d 'essai  E  – Résistance  mécan ique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  E  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 6.  

Tableau  1 6  – Groupe  E  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  
effectuer 

Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

E1  Robustesse des 
sorties 

1 6f Sans  obj et      

E2  Rétention  des  
con tacts  dans  
l ’ i solant  

1 5a  Sans  obj et      

E3  Endommagement 
par sonde  d ’essai  

1 6a  Sans  obj et      

E4  Mois i ssu res  1 1 e  Sans  obj et      

E5  I n fl ammabi l i té  20a  Un  spécimen  
désaccouplé  

Arrangement  
selon  8. 8  

Durée  
d 'appl i cation  
1 0  s  

   Temps  de  
combustion  1 0  s  
max.  après  retrai t  
de  l a  fl amme 

 

8. 1 3.7  Groupe  d 'essai  F  – Résistance  ch imique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe F  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 7 .  

Tableau  1 7  – Groupe  F  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

F1  Résistance  
aux sol van ts  
et  aux fl u i des  

 Sans  obj et      

NOTE   Pu i sque  l es  essais  d u  g roupe  F  ne  sont  pas  appl i cables ,  aucun  spécimen  n 'est  requ is  pour ce  g roupe  d 'essai ,  
sau f spéci fi cation  con trai re  par l e  fabrican t.  
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8. 1 3.8  Groupe  d 'essai  G  – Connexions  

Tous  les  spécimens  du  groupe  d 'essai  G  doivent être  soum is  aux essais  su ivants  
conformément au  Tableau  1 8.  

Tableau  1 8  – Groupe  G  

Phase 
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  
de  connecteurs  

G1  Borne  i nsérée  
à  force  

 Conformément à  
l ’ I EC 60352-5  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
i nsérés  à  force  

G2  Borne  montée  
par 
compression  

 Conformément à  
l ’ I EC 60352-8  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
montés  par 
compression  

G3  Borne  brasée   Conformément à  
l ’ I EC 60068-2-52  

265  °C,  refusi on  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
avec u ne  borne  
brasée  

NOTE   Lorsque  des  preuves  d 'essai  sati sfai santes  pou r l ’ONS  (Organ isme National  de  Su rvei l l ance)  peuvent  être  
présentées,  confi rmant q ue  l es  méthodes  de  connexion  u ti l i sées  par l es  connecteurs  on t  fa i t  l ' obj et  d 'essais  
précédemment,  en  conform i té  avec  l es  essais  spéci fi és  de  l ’ I EC 60352  et  que  l es  résu l tats  en  on t  été  sati sfai san ts,  
l es  phases  d 'essai  G1  à  G2  peuvent  être  om ises.  
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8. 1 3.9  Groupe  d 'essai  H  – Essais  d ' in tégri té  du  signal  

Tous  les  spécimens  du  groupe  H  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 9.  

Tableau  1 9  – Groupe  H  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

H1  Mesu re  du  
montage  
d 'essai  

 Voi r 8 . 9  Domaine  
temporel  

Profi l  d e  
l ' impédance  

  –  Profi l  d ' impédance  
s imple  des  traces  SE  
50  Ω  ±  3  Ω  

–  Tracer l e  profi l  
d ' impédance  
d i fféren ti e l l e  d es  
traces  d i ff. 1 00  Ω  
±  6  Ω  

–  Tracer l e  temps  de  
monté  de  20  %  à  
80  %  (d i ff.  et  SE)  à  
l 'extrém i té  ouverte  
des  montages  d 'essai  
≤  55  ps  

Domaine  
fréquenti el  

Paramètre  S  

  –  Tracer S1 1  d es  
traces  s imples  d u  
montage  d 'essai  à  
extrém i té  ouverte.  
Envel oppe  de  S1 1 :  
>  – 2  dB  à  1  GHz;   
>  – 6  dB  à  5  GHz;   
>  – 1 2  dB  à  1 0  GHz 

– Le  cas  échéant,  
tracer I L  et  RL  d 'une  
connexi on  SE  
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Tableau  1 9  – Groupe  H  (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

H2  Mesu re  des  
spécimens  
pou r 
l ' i n tég ri té  du  
s i gnal  

 Mesu re  du  
spécimen  i ncl uant  
l es  exi gences  sur l e  
montage  d 'essai ,  
voi r 7 . 2 . 7  

Domaine  
temporel  

Profi l  d e  
l ' impédance  

  –  Tracer l e  profi l  
d ' impédance  SE  du  
spécimen   

– Tracer l e  profi l  
d ' impédance  
d i fféren tie l l e  du  
spécimen  

 Domaine  
fréquenti e l  

Paramètre  S  

  –  Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  SE  de  
tou tes  l es  
connexi ons  

– Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  
d i fféren tie l l e  de  
tou tes  l es  
connexi ons  

– Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  
commune  de  tou tes  
l es  connexi ons  

– S i  l e  désaccoupl age  
est  effectué,  tracer 
RL  et  I L  d es  
impédances  SE,  
d i fféren tie l l e  et  
commune  du  
spécimen  
un iquement  

– Tracer d i ff.  NEXT et  
FEXT pou r tou tes  l es  
d i rections  (voi r 
F i gu re  1 2)  

Retard  de  
propagation  

Domaine  
temporel  

  –  Retard  de  
propagati on  dans  l e  
connecteur,  

– Obl i q u i té  dans  une  
pai re  d i fférentiel l e,  

– Retard  de  
propagati on  en tre  
des  pai res  
d i fféren tie l l es,  

– Retard  de  
propagati on  en tre  
des  rangées  de  
con tacts  

H3  Chal eu r 
hum ide,  
essai  conti nu  

1 1 c     56  j ours,  1  spécimen a  

Mesu res  du  
DEE  dans  
tous  l es  
domaines  
fréquenti e l s  
(voi r H2)  

 Mesures  effectuées  
moins  d 'une  heu re  
après  l e  retra i t  du  
DEE  de  l a  chambre  
d 'essai  

   Les  performances  S I  ne  
doi vent  pas  être  
a l térées  de  p l us  d e  
2  dB  (chaque  
paramètre  S)  

a  La  chal eu r h um ide  est  appl i quée  à  u n  seu l  spécimen .  

NOTE  I l  convi ent  d ' i ncl u re  tous  l es  tracés  dans  l e  rapport  d ’ essai .   
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Annexe A 
(in formative)  

 
Essais  aux vibrations  et aux chocs  des  connecteurs  montés  sur une 
structure  mécanique pour équipements  électroniques  conformes à  

l ' IEC 6091 7  et à  l ' IEC 60297  – Montage d 'essai  des  assemblages  avec 
charge massique des  circui ts  imprimés  

A.1  Général i tés  

Les  essais  de  contra in te  d ynam ique  d 'un  connecteur,  te ls  que  défin is  en  8. 5 ,  son t réa l isés  
conformément à  l ' I EC  6051 2,  essais  6c et 6d .  Le  d ispos i ti f en  essai  est composé  d 'un  
connecteur assemblé  su r un  ci rcu i t imprimé.  En  règ le  générale ,  l e  ci rcu i t  imprimé en  essai  
con tien t l e  connecteur,  mais  aucun  autre  composant.  

La  pratique  a  perm is  de  démontrer que  ce  montage  d 'essai  est suffisan t pour la  qual i fication  
du  connecteur et pour comparer l es  résu l tats  des  d i fféren ts  mon tages  et des  d i fféren ts  
l aboratoires  d 'essai .  Tou tefois ,  l es  cartes  présentant des  charges  mécan iques  importan tes,  
dues  à  des  composants  de  poids  é levé,  peuvent engendrer des  mouvements  supplémentai res  
en tre  l ' un i té  enfichable  et l e  bac à  cartes,  respectivement en tre  l a  fiche  du  ci rcu i t  imprimé et  
l 'embase  montée  sur l e  fond  de  pan ier,  ce  qu i  génère  des  m icromouvements  et augmente  
l ' usure  du  revêtement méta l l i que  dans  la  zone  des  contacts  mâles  et femel les.  

La  série  I EC 6091 7  et l a  série  I EC 60297  défin issen t l es  in terfaces  de  connecteur des  bacs  à  
cartes  et des  un i tés  enfichables  associées.  En  général ,  une  un i té  enfichable  est une  carte  
imprimée.  

L' I EC 61 587-1  et l ' I EC 61 587-5  demandent à  réal iser un iquement l es  essais  aux chocs,  aux 
vibrations  et s ism iques  mécan iques  des  bacs  à  cartes  et des  un i tés  en fichables  avec une  
charge  massique  s imu lée.  Tou tefois ,  l es  performances  é lectri ques  de  l ' i n terface  de  
connecteur ne  son t pas  défin ies.  Le  connecteur peu t satisfai re  aux essais  d 'un  poin t  de  vue  
mécan ique,  mais  ses  fonctionnal i tés  é lectri ques  ne  seron t pas  spéci fiées.  

Le  présent amendement a  pour objet d 'évaluer l a  combinaison  connecteur/carte  imprimée 
l ourde  (un i té  enfichable) .  

La  présente  norme con tien t un iquement l es  i n formations  et  l es  montages  d 'essai  nécessaires  
aux essais  des  performances  é lectriques  des  connecteurs  pour ci rcu i t  imprimé  montés  sur 
des  un i tés  enfichables  à  charge  massique  conformément à  l a  série  I EC  6091 7,  à  l a  série  
I EC 60297  et aux cond i ti ons  de  chocs  et de  vibrations  défin ies  dans  l ' I EC  61 587-1  et  
l ' I EC  61 587-5.  

A.2  Informations  générales  et objecti fs  

La  présen te  Annexe  A établ i t  un iquement l es  exigences  relati ves  au  mon tage  d 'essai  des  
ci rcu i ts  imprimés  à  charge  massique  (un i tés  enfichables)  dotés  de  fiches  et  de  bacs  à  cartes  
assemblés  à  l 'embase  correspondante,  conformes  à  l ' in frastructure  de  l a  série  I EC  6091 7  et  
de  la  série  I EC 60297.  

Les  n iveaux de  sévéri té  de  l 'essai  aux chocs  et  aux vibrations  sont défin is  dans  l ' I EC  61 587-
1 .  Les  n i veaux de  sévéri té  s ism ique  sont  défi n is  dans  l ' I EC  61 587-5.  

La  présente  annexe  a  pour obj et  de  fourn i r une  méthode d 'essai  pour un  connecteur dans  des  
cond i ti ons  pl us  proches  des  cond i tions  de  service  prévues,  afi n  de  fourn ir des  i n formations  de  
rés istance  de  contact pendant  l a  durée  de  vie  et  l a  sévéri té  attendue  de  l 'u ti l i sation  prévue.  
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A.3  Termes  et défin i tions  

A.3. 1   
un i té  enfichable  
l es  un i tés  enfichables  son t défin ies  dans  la  série  I EC  6091 7  et sont composées,  sous  l eu r 
forme l a  p lus  s imple,  d 'une  carte  imprimée  con tenan t une  fiche  qu i  sert d ' in terface  avec 
l 'embase  du  bac à  cartes  

A.3.2   
u ti l isation  prévue  
méthode d 'u ti l i sation  d 'une  un i té  enfichable  en  essai ,  s imu lan t une  cond i ti on  de  service  
arti ficie l le  i denti fi ée  par l e  fabrican t,  et  en  fonction  de  l aquel l e  l a  configuration  recommandée  
décri te  dans  l a  présente  norme ( la  tai l l e  phys ique  de  l 'un i té  enfichable,  l a  charge  massique,  l e  
main tien ,  l a  d imension  des  bou lons,  l es  grandeurs  et l e  couple,  par exemple)  est u ti l i sée  
pendan t l es  essais  

A.3.3   
plateaux de  chargement s imu lés  
masse s imu lée  fixée  aux un i tés  enfichables  conformément à  l ' I EC  61 587-1 .  Une  masse  
ca lcu lée  pour une  appl ication  particu l ière  peu t être  u ti l i sée  

A.3.4   
pai re  accouplée en  essai  
l a  pai re  accouplée  en  essai  est composée de  la  fiche  (connecteur monté  sur carte  imprimée  
ou  extrém i té  de  carte)  et  de  l 'embase  (montée  su r fond  de  pan ier) .  E l l e  doi t  être  soum ise  à  
essai  en  étan t montée  au  centre  de  l a  carte  imprimée  (voi r F igure  A. 4  et  F i gure  A. 5)  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  montage  d 'essai  est  composé  de  pl u s ieurs  connecteurs  qu i  peuvent être  p l acés  dans  u ne  
confi gu rati on  spéci fi que  à  l 'app l i cation ,  d ans  l e  cad re  d 'un  accord  en tre  l e  fabrican t  et  l 'u ti l i sateur.  Les  connecteurs  
en  essai  doi vent  être  montés  su r l a  carte  imprimée  de  l 'u n i té  enfi chabl e  et  l e  fond  de  pan ier du  bac à  cartes  en  
fonction  des  caractéri sti q ues  de  montage  prévues  ( i nsertion  en  force,  brasu re,  su rface,  etc. ).  

A.3.5   
spécifique  à  l 'appl ication  
défin i t  une  configuration  u ti l i sée  dans  un  bu t  spéci fique,  convenu  entre  le  fabrican t et  
l ' u ti l i sateur.  L'u ti l i sateur peu t sélectionner une  exigence dans  une  norme ou  une  spéci fication  
ou  défin i r u ne  exigence  de  produ i t  u n ique  

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 97  – 
© I EC  201 5  

A.4  Présentation  du  montage d 'essai  

A.4. 1  Montages  d 'essai  existants  pour les  essais  de  contrain te  dynamique – Pas  de  
charge  massique  (voir Figure  A. 1 )  

 

Figure A. 1  – Montages  d 'essai  existants  aux vibrations  et  
aux chocs  – Pas  de  charge massique  

A.4.2  Montage pour essais  de  contrainte  dynamique  – Avec charge  massique (voir 
Figure  A.2)  

 

Figure A.2  – Montages  d 'essai  aux vibrations   
et  aux chocs  – Avec charge  massique  

IEC  

Disposi ti f d 'essai  à  bac à  
cartes  ri g i de  à  une  seu l e  fen te  
(proposé  par l ' I EC 61 587-1 )  

Guide  de  l ' un i té  enfi chabl e  (2x)  
parti e  i n tégran te  du  montage  

Charge  s imu lée  

Uni té  enfichable  

Main tien  

Carte  imprimée  

Fiche  en  essai  

Embase  

IEC  
Carte  imprimée  avec 
connecteur d 'extrém i té  de  carte  

Fond  de  
pan i er  

Disposi ti f 
d 'essai  
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A.5  Montages  d 'essai  aux chocs  et aux vibrations  du  connecteur pour un i tés  
enfichables  à  charge massique  

A.5. 1  Considérations  relatives  à  l a  tai l le  et  l a  charge massique  du  ci rcu i t  imprimé  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l es  ta i l les  de  ci rcu i t imprimé et l a  charge  massique  associée  
défin ies  dans  l ' I EC 61 587-1  doivent être  u ti l i sées.   

A.5.2  Exigences  relatives  au  d ispositi f d 'essais  aux vibrations  et aux chocs  

Le  d isposi ti f d 'essai  doi t  être  auss i  ri g ide  que  poss ib le,  et  conçu  conformément à  
l ' I EC  60068-2-47,  voi r F igure  A.3 .  La  d imension  nom inale  en tre  les  deux ra i l s  de  gu idage  de  
l ' un i té  enfichable  doi t  être  supérieure  de  0 , 50  mm  à  l a  d imension  nom inale  des  extrém i tés  de  
ci rcu i ts  imprimés  d ' i nsertion .  La  to lérance  doi t  être  de  ±0,40  mm.  

 

Figure A.3  – Vue  en  coupe du  montage d 'essai  pour  
les  essais  aux chocs  et  aux vibrations  – Avec charges  massiques  

A.5.3  Essai  aux vibrations  et aux chocs  – Condi tion  de  charge massique  

La charge  s imu lée  d 'une  un i té  enfichable  peut être  montée  sur le  ci rcu i t  imprimé  de  deux 
man ières  d i fférentes.  La  cond i ti on  A est p lus  sévère  que  la  cond i ti on  B .  Le  fourn isseur peut  
chois i r l a  cond i tion  (voi r F igure  A.4  et F i gure  A.5) .  La  d imension  nom inale  des  extrém ités  de  
ci rcu i ts  imprimés  s ' i nséran t dans  l es  ra i l s  de  gu idage  de  l 'un i té  enfichable  doi t être  in férieure  
de  0, 5  mm  à  la  d imension  nom inale  des  deux ra i l s  de  gu idage  de  l ' un i té  enfichable.  La  
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Figure A.4  – Un i té  enfichable  à  charge  massique – Condi tion  A 

 

Figure A.5  – Un i té  enfichable  à  charge  massique – Condi tion  B  
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A.6  Programme d’essai  

A.6. 1  Général i tés  

Cet essai  d 'un i té  enfichable  à  charge  massique  peu t être  réal isé  dans  l e  cadre  d 'un  accord  
en tre  le  fabrican t et l ' u ti l i sateur.  I l  ne  s 'ag i t pas  d 'un  essai  de  qual i fication  du  connecteur 
comme spéci fié  à  l 'Article  8,  et  l 'essai  doi t  être  réa l isé  sur des  spécimens  de  connecteur 
venant en  p l us  de  ceux spéci fiés  au  Tableau  1 0.  

Sauf spéci fication  con tra ire,  des  j eux de  connecteurs  accouplés  doivent être  soum is  à  essai .  
Durant l a  séquence  complète  d 'essais,  on  doi t  ve i l ler à  conserver une  combinaison  
particu l i ère  de  connecteurs.  Par exemple,  l orsque  l e  désaccouplement est nécessaire  pour un  
essai ,  l es  mêmes  connecteurs  doivent  être  de  nouveau  accouplés  pour les  essais  su ivants .  

A.6.2  Programme d 'essai  spécifique au  connecteur existant  

Le n iveau  de  sévéri té  de  l 'essai  aux vibrations  et aux chocs  défin i  dans  les  normes  de  
connecteurs  dépend  des  montages  d 'essai ,  comme représenté  sur l a  F igure  A. 1 .  

La  présente  annexe  défin i t  l es  montages  d 'essais  aux vibrations  et aux chocs  et l es  n i veaux 
de  sévéri té  pour les  un i tés  enfichables  avec charge  massique,  comme représenté  sur l a  
F igure  A. 2.  

A.6.3  N iveaux de  sévéri té  de  l 'essai  aux vibrations  et  aux chocs  de  l 'un i té  enfichable  

Les  n i veaux de  sévéri té  des  vibrations  et des  chocs  défin is  dans  l ' I EC  61 587-1  doiven t être  
u ti l i sés.  

A.7  Considérations  relatives  aux essais  aux vibrations  et aux chocs  de  l 'uni té  
enfichable  

A.7. 1  Général i tés  

La  procédure  su ivan te  peu t être  u ti l i sée  avec l es  connecteurs  d 'un i té  enfichable  montés  sur 
des  cartes  et  à  charge  massique  afin  de  fourn ir une  cond i ti on  d 'u ti l i sation  prévue.  E l le  permet 
donc d 'évaluer l a  combinaison  connecteur/carte.  

A.7.2  Procédure  d 'essai  aux vibrations  et  aux chocs  de  l 'un i té  enfichable  

a)  Configurer l 'assemblage  connecteur/ci rcu i t imprimé pour l es  mesures  de  l a  rés istance  au  
con tact avec une  rés istance  de  con tact de  fa ib le  n iveau  (LLCR:  low level contact 
resistance)  à  4  fi l s  conformément à  l 'Article  8,  Phase  d 'essai  P3.  

b)  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

c)  Précharger l es  échanti l lons  conformément au  Tableau  1 3 ,  pour une  usure  de  cycle  de  vie  
spéci fiée  de  50  %  et procéder à  une  inspection  et effectuer l es  mesures  conformément à  
l a  Phase  d 'essai  B2.  

d )  Des  essais  de  précharge  supplémentai res  (poussière,  par exemple)  peuvent être  réal isés  
dans  le  cadre  d 'un  accord  entre  le  fabrican t et l ' u ti l i sateur,  en  sélectionnant l a  méthode  
d 'essai  appropriée  défin ie  dans  l ' I EC  6051 2-1 1 -x:  Essais  cl imatiques.  

e)  Monter sol i dement une  moi tié  de  l a  paire  de  connecteurs  (en  général  l a  partie  du  fond  de  
pan ier)  sur l a  surface  de  l a  tab le  de  vibrations  pour modél iser son  i nstal lation  en  service.  

f)  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

g )  Soumettre  l 'assemblage  de  connecteurs  à  un  essai  de  vibrations  conformément à  
l ' I EC  6051 2-6-4,  Essai  6d ,  avec 1  g  de  5  Hz à  1 00  Hz et en  survei l l ant l e  fonctionnement 
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du  système pendant l es  vibrations.  La  durée  des  vibrations  su r chaque axe  doi t être  de  
2  h .   

h )  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

i )  Répéter l 'essai  aux vibrations  pour chacun  des  trois  axes  mutuel l ement perpend icu lai res  
de  l 'équ ipement.   

j )  Mon ter l 'assemblage  sur l a  tab le  de  chocs  comme s ' i l  éta i t  i nsta l l é  en  service.  

k)  Soumettre  l 'assemblage  à  3  chocs  dans  chaque  d i rection  le  long  de  l 'axe  d 'essai .   

l )  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

m )  Répéter l 'essai  aux chocs  pour chacun  des  trois  axes  mutuel l emen t perpend icu la i res  de  
l 'équ ipement.  

A.8  Tai l le  d 'échanti l lon  et  cri tères  d 'acceptation  pour les  assemblages  uni té  
enfichable/connecteur 

A.8. 1  Général i tés  

Au  moins  1 0  contacts  par spécimen  doivent être  pris  en  compte  pour l a  mesure  des  va leurs  
d 'essai ,  te l  q ue  spéci fié  en  8. 1 .  

S i  l e  spécimen  d 'essai  con tien t moins  de  1 0  contacts,  tous  l es  con tacts  doivent a lors  être  
soum is  à  essai .  

Les  contacts  à  mesurer doivent être  sélectionnés  de  sorte  qu ' i l s  soien t représen tati fs  de  
toutes  les  zones  à  l ' i n térieur du  connecteur (par exemple,  poin ts  l im i tes ,  d i fférentes  rangées  
de  p lusieurs  connecteurs ,  à  proxim i té  et à  d is tance  des  poin ts  de  fixation  en tre  l e  boîtier du  
connecteur et  l a  carte  à  ci rcu i ts  imprimés,  etc. ) .  

Les  mesures  des  essais  aux vibrati ons  et aux chocs  doiven t être  réal isées  su r au  moins  30  
con tacts  sé lectionnés  parm i  au  moins  3  connecteurs.   

A.8.2  Cri tères  d 'acceptation  des  essais  aux chocs  et aux vibrations   

a)  S i  aucune exigence en  matière  de  performance du  système n 'est fourn ie  ou  s ' i l  ne  s 'avère  
pas  pratique  de  survei l l er l es  performances  du  système,  aucune augmentation  de  l a  
rés istance  au-delà  de  1 0  Ω  pendant p l us  de  1 0  ns  (voi r Tableau  1 2 ,  essai  A7)  ne  
s 'appl ique.  La  con ti nu i té  doi t ê tre  établ ie  par une  survei l l ance  permanen te  pendant  l es  
essais  aux vibrations  et  aux chocs  mécan iques  de  A7.  

b)  S i  les  exigences  en  matière  de  performance du  système son t fourn ies  et qu ' i l  est pratique  
de  survei l l er l es  performances  du  système,  l es  spéci fications  du  système quant aux 
erreurs  b inai res  et à  l a  con tinu i té  des  performances  du  système doivent être  satisfai tes  
pendant l a  séquence  d 'essais  du  système.  

c)  Un  examen  visuel  conforme au  Tableau  1 2,  essai  A1 3,  doi t  ê tre  réal isé  à  l a  fi n  des  essais  
aux vibrations  et aux chocs  mécan iques.  Aucun  dommage susceptib le  de  compromettre  le  
fonctionnement normal  ne  doi t être  constaté.  

A.9  Documents  de  référence  

I EC 60068-2-47,  Essais d'environnement – Partie  2-47: Essais – Fixation de spécimens pour 
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I EC 61 587-1 ,  Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour les séries 
l’IEC 60917 et l’IEC 60297 – Partie  1 :  Exigences environnementales,  montage d’essai et 
aspects de la  sécurité des baies,  bâtis,  bacs à  cartes et châssis dans des conditions 
d’intérieur 
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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for S tandard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con ten t  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t  possib le  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi b le  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent  certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors ,  employees,  servan ts  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property d amage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts.  

DISCLAIMER 
Th is  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the  official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  61 076-4-1 1 6 bears  the  ed i tion  number 1 . 1 .  I t  consists  
of the  fi rst ed i tion  (201 2-04)  [documents  48B/2280/FDIS  and  48B/2289/RVD]  and  i ts  
amendment 1  (201 5-1 1 )  [documents  48B/2452/FDIS  and  48B/2465/RVD] .  The techn ical  
content i s  identical  to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  
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This  Final  version  does  not show where  the  techn ical  content i s  modified  by 
amendment 1 .  A separate  Red l ine  version  with  al l  changes  h igh l ighted  is  avai lable  in  
th is  publ ication .  

I n ternational  Standard  IEC 61 076-4-1 1 6  has  been  prepared  by subcommittee  48B:  
Connectors,  of I EC techn ical  committee  48:  E lectromechan ical  components  and  mechan ical  
structu res  for e lectron ic  equ ipment.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC D i rectives,  Part 2 .  

A l i st  of a l l  parts  of I EC 61 076,  under the  general  t i tl e  Connectors for electronic equipment –  
Product requirements ,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  s tabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web s i te  under 
"h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic publ ication .  At th i s  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  logo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print th is  document using  a  
colour prin ter.  
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I EC SC 48B  – Connectors  

Speci fi cation  avai l able  from :  

I EC Genera l  secretariat  
or from  the  add resses  shown  on  the  i ns i de  cover.  

Draft  I EC 61 076-4-1 1 6  Ed .  1 . 0  

ELECTRONIC COMPONENTS  

DETAIL  SPECIFICATION  i n  accordance  wi th  I EC 61 076-1   and  
I EC 61 076-4   

Page  6  of 42  
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INTRODUCTION  

I n ternational  Standard  I EC 61 076-4-1 1 6  establ ishes  speci fications  and  test  requ irements  for a  
h igh-speed  two-part connector wi th  i n tegrated  sh ie l d ing  function  for use  as  a  pri n ted  board  
connector i n  i ndustria l  envi ronments.  The  connectors  have  a  primary purpose  of serving  as  a  
p latform  for telecommunications  and  en terprise  computer network equ ipment.  I t  i s  expected  
that these  connectors  are  going  to  find  appl ications  ou ts ide  the  Telecommunication  market,  
e. g .  i n  the  i ndustria l  market,  as  factory au tomation ,  process  con trol ,  i ndustrial  communication ,  
med ical  and  others .  

The  connector type  was  orig inal l y developed  i n  the  consortium  PCI  I ndustria l  Computer 
Manufacturers  Group (whereas  PCI  i s  a  peripheral  componen t i n terconnect,  wh ich  can  be  
used  to  connect  peripheral  components  to  processors  via  us ing  a  bus  structure  or seria l l y 
connected  fabric based  transports).  Th is  consortium ,  referred  to  i n  short as  PICMG   has  
defined  several  system  speci fications  describ ing  a  backplane  connector (fixed  connector)  in  
combination  wi th  an  edge  board  connector (free  connector)  as  a  functional  component of a  
speci fied  P lug- in  Un i t.  These  speci fications  are  the  AdvancedMC.0  and  the  M icroTCA.0.  The  
system-description  i n  M icroTCA.0  con tains  a lso  a  test program  for the  connector.  Further 
i n formation  of P ICMG  and  i ts  speci fications  can  be  obtained  on  the  fol l owing  websi te:  
www.picmg.org.  

Based  on  the  connector type  and  on  PICMG-developments,  th is  I n ternational  Standard  was  
developed  by experts  of I EC SC 48B,  Connectors.  I n  contrast to  the  PICMG-standard ,  the  
connector described  here  has  two  connector halves  (a  fixed  and  a  free  connector,  as  shown  

i n  F igure  1 ) .  The  fixed  connector is  based  on  a  1 , 6  mm  ±  1 0  %  p lug- in  un i t  prin ted  board  
th ickness  s im i lar to  PICMG  speci fications.  I n  add i ti on ,  the  test program  of th is  I EC Standard  
d i ffers  from  that defi ned  in  P ICMG  based  on  previous  existing  tests  defined  in  I EC for 
connectors  to  su i t  the  needs  for use  i n  industry.  The  resu l ting  test schedu le  d i ffers  from  the  
test-procedures  as  defined  wi th in  PICMG  to  some degree  not on l y i n  test-severi ty and  
cond i ti ons  bu t a l so  i n  test sequence.  Experts  wi th in  I EC  SC48B  work together wi th  experts  
from  PICMG  to  reach  consensus  wi th  regard  to  s im i lari ties  and  d i fferences  i n  the  re levant  
testprogram .  The  outcome is  i n tended  to  be  publ ished  i n  separate  documents.   

A typ ica l  arrangement for such  a  two-part connector i s  shown  in  the  fo l l owing  ou tl i ne  sketch  
(see  F igure  1 ) :  
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Figure 1  – Typical  arrangement wi th  a  two-part connector 
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Not covered  i n  th is  I n ternational  Standard  are  d i rect edge  connector con tacts  for prin ted  
boards.  The  reason  for th is  i s ,  that in  d i fference to  the  PICMG-specification  th is  I n ternational  
Standard  is  i n tended  to  define  the  connector as  a  component  together wi th  test-procedures  
on l y and  i s  not i n tended  to  detai l  functions  wh ich  are  not d i rectl y re lated  to  the  connector 
system.  Examples  for such  detai ls  are  the  characteristics  of the  pri n ted  ci rcu i t board .  
However,  based  on  the  i n formation  g iven  i n  4 . 5. 1  of th is  Standard  con tact pos i tion ing  and  
mechan ical  edge  board  connector detai ls  can  be  derived .  Further i n formation  may be  
obtained  i n  PICMG-speci fication  AdvancedMC.0.  Such  d i rect edge  connector con tacts  are  
appl ied  d i rectl y to  the  pri n ted  board  edge  as  part  of the  prin ted  board  ci rcu i t  (free  connector)  
and  form  the  i n terface  to  the  backplane  (fixed  connector) ,  as  can  be  seen  i n  F igure  2 .  

 

 
 Fixed  board  
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Printed  board  

 
 Example for guide 
 of printed  board  B1  
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IEC   424/12  

Figure 2  – Typical  arrangement wi th  a  d i rect  edge connector,   
not covered  in  th is  Standard  

The connectors  as  described  i n  th is  Standard  are  referenced  i n  I EC  60297-3-1 07,  wh ich  
describes  d imensions  of subracks  and  p lug- i n  un i ts  for the ir use.  
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC  EQUIPMENT –  
PRODUCT REQUIREMENTS –  

 
Part 4-1 1 6:  Printed  board  connectors  –  

Detai l  specification  for a  h igh-speed  two-part connector  
wi th  in tegrated  shielding  function  

 
 
 

1  Scope  

This  I n ternational  Standard  establ ishes  speci fications  and  test requ i rements  for a  h i gh-speed  
two-part connector wi th  i n tegrated  sh ie ld ing  function  for use  as  a  prin ted  board  connector in  
i ndustria l  environments.  

The  connectors  connect a  backplane  to  pri n ted  boards.  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents ,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies .  

I EC 60050-581 :  2008,  International Electrotechnical Vocabulary (IEV)  – Part 581:  
Electromechanical components for electronic equipment 

I EC 60068-1 ,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

I EC 60068-2-52:  1 996,  Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb:  Salt mist,  cyclic 
(sodium,  chloride  solution)  

IEC 60068-2-54:  2006,  Environmental testing – Part 2-54: Tests – Test Ta: Solderability 
testing of electronic components by the  wetting balance method  

IEC 6051 2  (a l l  parts) ,  Connectors for electronic equipment – Tests and measurements 

IEC 60352-5,  Solderless connections – Part 5:  Press-in connections – General requirements,  
test methods and practical guidance  

IEC 60352-8:  Solderless connections – Part 8: Compression mount connections – General 
requirements,  test methods and practical guidance 

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  terms and  defin i tions  g i ven  i n  I EC 60050-581  appl y as  
wel l  as  the  fol lowing .  

3. 1   
contact for general  purpose  
electrica l  con tact,  wh ich  does  not have  a  predefined  function  (ne i ther for power,  ground  nor 
s i gnal ) .  The  function  can  be  defined  accord ing  to  the  appl ication  
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4 General  data  

NOTE  Throughout  th i s  speci fi cation  d imensions  are  i n  m i l l imetres.  

4. 1  Recommended  method  of mounting  

This  I n ternational  Standard  speci fi es  free  and  fixed  connectors ,  su i table  for press  i n  
connections  to  the  prin ted  boards.  Other term inations  techn iques,  as  solder or compress ion  
mount  connections  are  upon  agreement between  manufacturer and  user.  

A complete  connector cons ists  of two  connector ha lves,  a  free  board  connector and  a  fixed  
board  connector.  

Free  board  connectors  are  mounted  on  the  edge  of the  prin ted  ci rcu i t board  and  have  male  
con tacts  wi th  ang led  press- in  term inations,  solder term inations  or compression  mount 
term ination .   

F ixed  board  connectors  are  moun ted  on  the  backplane  and  have  female  con tacts  wi th  stra igh t 
press-in  term inations.  

The  free  board  connector can  be  om i tted ,  bu t then  a l ternativel y the  pri n ted  board  used  shal l  
have  an  edge  s im i l ar to  those  of the  connection  zone  as  defined  i n  4 . 5. 1 .  for the  free  board  
connector.  The  board  connector then  i s  used  as  a  d i rect edge  connector.  

4.2  Number of contacts  and  contact cavi ties  

The number of con tacts  and  thei r pos i tion  is  fixed  and  i s  1 70.  The  number of con tacts  i n  the  
PCB  term inations  area  m igh t d i ffer when  des ignated  ground-pins  are  combined .  

Several  contact pos i ti ons  ( i n  tota l  56)  are  reserved  for g round  connections.    

The  con tacts  are  p laced  i n  two  d i fferent con tact rows.   
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4.3  Ratings  and  characteristics  

Rated  vol tage:  con tact  / contact 80  V r.m .s.  

Current  rating :  
Power:  1 , 52  A at  70  °C   

Ground :  0 , 3  A at 70  °C   

General  purpose:  0 , 4  A at 70  °C   

S ignal :  0 , 1  A at 70  °C   

I nsu lation  res istance:  1 0  MΩ  m in imum  (1 00  MΩ  m in imum  at i n i ti a l  cond i tion)  

Cl imatic category:  55/1 05/56  

Prin ted  board :  d iameter of p lated -through  holes:  0 , 55  ±  0 , 05  mm  

dri l l -hole  d iameter:  0 , 64  ±  0 , 02  mm  

th ickness  of backplane:  m in .  1 , 4  mm  

Th ickness  of pri n ted  board :  to  be  defined  between  manufacturer 
and  customer 

 

 

5 Technical  data  

5. 1  Survey of styles  and  variants  

Performance  level  for th is  connector is  1 .  One  term ination  method  (press-in  term ination  
accord ing  to  I EC 60352-5)  i s  standard ized ,  others  are  poss ib le  upon  agreement between  
manufacturer and  customer.  Compress ion  mount term ination  or solder connection  are  such  
term ination  methods.  

5.2  Information  on  appl ication  

5.2. 1  Complete  connectors  (pai rs)  

A complete  connector cons ists  of both ,  a  free  and  a  fixed  connector.  

5.2.2  F ixed  board  connectors  

Not appl icable.  

5.2.3  Free  board  connectors  

Not appl icable.  

5.2.4  Accessories  

Not appl icable.  

5.2.5  Sh ield ing  and  ground ing  

Several  contact pos i ti ons  ( i n  tota l  56)  are  reserved  for ground  connections.    

5.2.6  Basic  type  of termination  

The fixed  board  connectors  are  connected  to  the  backplane  via  press- in  term inations.  Su i table  
tools  shou ld  be  used .  These  tools  shou ld  be  used  in  accordance wi th  the  manufacturers  
speci fication .    

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 1 3  – 
© I EC  201 5  

5.3  Contact arrangement 

For the  con tact arrangement of the  connection ,  Table  1  appl ies .  

Table  1  – Contact arrangement 

Contact type  Pin  Number Mating  

Power 2 ,  9 ,  1 8 ,  27,  42,  57,  72 ,  84  F i rst  

Ground  
1 ,  7 ,  1 0 ,  1 3,  1 6,  1 9 ,  22 ,  25,  28,  31 ,  34,  37,  40,  43,  46,  49,  52 ,  55,  58,  61 ,  64,  67,  
70,  73,  76,  79,  82 ,  85,  86,  89,  92,  95,  98,  1 01 ,  1 04,  1 07,  1 1 0,  1 1 3,  1 1 6,  1 1 9,  
1 22,  1 25,  1 28,  1 31 ,  1 34,  1 37,  1 40,  1 43,  1 46,  1 49,  1 52 ,  1 55,  1 58,  1 61 ,  1 64,  1 70  

F i rst  

General  pu rpose  

4  F i rst  

5,  6 ,  8 ,  1 7,  26,  41 ,  56,  71 ,  1 65,  1 66,  1 67,  1 68,  1 69  Second  

3,  83  Last  

D i fferenti al  pa i rs  

1 1 /1 2 ,  1 4/1 5,  20/21 ,  23/24,  29/30,  32/33,  35/36,  38/39,  44/45,  47/48,  50/51 ,  
53/54,  59/60,  62/63,  65/66,  68/69,  74/75,  77/78,  80/81 ,  87/88,  90/91 ,  93/94,  
96/97,  99/1 00,  1 02/1 03,  1 05/1 06,  1 08/1 09,  1 1 1 /1 1 2 ,  1 1 4/1 1 5 ,  1 1 7/1 1 8,  1 20/1 21 ,  
1 23/1 24,  1 26/1 27,  1 29/1 30,  1 32/1 33,  1 35/1 36,  1 38/1 39,  1 41 /1 42,  1 44/1 45,  
1 47/1 48,  1 50/1 51 ,  1 53/1 54,  1 56/1 57,  1 59/1 60,  1 62/1 63  

Th i rd  

 

6 Dimensional  information  

6. 1  General  

Dimensions  are  g i ven  i n  m i l l imetres,  d rawings  are  shown  i n  fi rst ang le  projection .  The  shape  
of the  connectors  may deviate  from  those  g i ven  in  the  fol lowing  d rawings  as  l ong  as  the  
speci fied  d imensions  are  not in fluenced .  

The  fo l l owing  requ irements  appl y to  the  complete  connector consisti ng  of both  the  free  and  
fixed  board  connectors .  

M issing  d imensions  shal l  be  chosen  accord ing  to  the  common  characteristics  and  in tended  
use.  The  i n terface  d imensions  of the  free  board  (male)  style  shal l  be  chosen  accord ing  to  the 
common  characteristics  of the  fixed  board  (female)  s tyles .  
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6.2  Isometric view and  common  features  

6.2. 1  Fixed  board  and  free  board  connector 

 

 
 Free board  
 connector 

 
 Fixed board  
 connector 

 Backplane 

Printed board  

 
 Example for guide 
 of printed  board  

B1  

b2  i1  

A1  

l2  

A2  

IEC   425/12  

Figure 3  – Fixed  board  and  free  board  connector 

6.2.2  Common  features  

Not appl icable.  

6.2.3  Reference  system   

For the  reference system  see  F igure  7 ,  F igure  8  and  F igure  9 .  

6.3  Mating  information  

6.3. 1  Mating  cond itions  

For the  maximal  perm iss ib le  latera l  offset,  see  F igure  4.   

 

1
 

1
 

IEC   426/12 

 

Figure 4 – Mating  condi tions:  lateral  offset  
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For the  maximal  possib le  angu lar offset or m isal ignment,  see  F igure  5.  

 

±
0
,5
° 

 

±
0
,5
° 

IEC   427/12 

 

Figure 5  – Mating  condi tions:  misal ignment,  angular offset  

 

 
 
Plugged unti l  

end  stop 

IEC   428/12  

Figure  6  – Mating  condi tions:  end  stop  

The free  and  the  fixed  board  connector have  to  be  pl ugged  unti l  the  free  connector h i ts  the  
end  stop,  see  F igure  6.   

NOTE  I n  the  mated  posi ti on  severe  m isal i gnment i s  very often  avoided  by the  use  of gu ides  for the  pri n ted  board  
as  demonstrated  i n  F i gure  3 .    

6.3.2  Planari ty 

Not appl icable.  
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6.4  Fixed  board  connector 

6.4. 1  Dimensions  

 

Figure 7  – Fixed  board  connector 
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Table  2  – Dimensions  of fixed  board  connector 

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum  Nominal  

A 1  74, 9    

B1  7, 5    

C1  2, 3  1 , 9   

l1  65, 2  65, 1   

a1    0 , 75  

a2    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b1  1 , 98  1 , 82   

d1  5, 9  5 , 7   

f1  3, 6  3 , 4   

g1  7, 1    

h1   1   

 

6.4.2  Terminations  

Solderless  term inations  shal l  be  accord ing  to  the  re levant I EC 60352  standard .  For press- in  
term ination  th is  i s  I EC  60352-5  and  for compression-mount term ination  th is  i s  I EC  60352-8.   

For solder term ination ,  so lderabi l i ty i s  tested  accord ing  to  I EC  60068-2-54.   
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6.5  Free  board  connector 

6.5. 1  Dimensions  

 

A2  
0, 1  

Position  85 

84 

83 

Position  

87 

86 88 

Position  

Position  
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3 1  

1 68 

1 69 

1 70 

L 

0,1  L 
B2  

C
2
 

 
Y 

 
X 

a3  

a4  

l2  
L 

IEC   430/12  

Figure 8  – Free board  connector,  part 1  
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NOTE  *  These  d imensions  are  vendor speci fi c.   

Figure  9  – Free board  connector,  part 2  
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Table  3  – Dimensions  of the  free  board  connector 

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum Nominal  

A2  70    

B2  67, 2    

C2   1 0 , 6   

a3    0, 75  

a4    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b2  1 , 76  1 , 44   

d2  0, 5  0 , 3   

e1  62°  43°   

f2  3, 6  3 , 4   

g2   7 , 4   

h2  3, 4    

i1    (7, 9)  

j1  4, 5    

k1   0 , 4   

l2  65, 1  64, 9   

m1   0 , 4   

n1   0 , 4   

p1  2, 97    

r1   3 , 73   

s1    0, 6  

t1  0, 5  0 , 46   

 

6.5.2  Terminations  

Solderless  term inations  shal l  be  accord ing  to  the  re levant I EC 60352  standard .  For press- in  
term ination  th is  i s  I EC  60352-5  and  for compression-mount term ination  th is  i s  I EC  60352-8.   

For solder term ination ,  so lderabi l i ty i s  tested  accord ing  to  I EC  60068-2-54.   

The  l ayou t of the  pri n ted -board  term ination  (posi ti on  and  s i ze  of connections  etc. )  i s  of h i gh  
i n fl uence on  the  performance characteristics  of the  connector.  These  detai ls  are  upon  
agreement between  manufacturer and  customer.  Th is  does  not set a  restriction  on  techn ical  
development.    
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6.6  Accessories  

Not appl icable.  

6.7  Mounting  information  for fixed  board  connectors  

The d imensions  of the  holes  of backplanes  are  accord ing  to  F igure  1 0  and  Table  4 .  
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IEC   432/12 

 

Figure  1 0  – Dimensions  of hole  pattern  in  backplane  
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Table  4  – Dimensions  of hole  pattern  in  backplane  

Dimensions in  mm 

Letter Maximum M in imum Nominal  

O1    69 , 3  

q1    31 , 225  

u1  2, 5  2 , 3   

x1    2 , 25  

x2    26  ×  2 , 25  (=  58, 5)  

x3    0 , 2  

x4    1 , 5  

x5    2  ×  1 , 5  (=  3)  

y1    1 , 5  

y2    4  ×  1 , 5  (=  6)  

z1    4 , 1 75  

z2    1 , 35  

z3    3 , 425  

w1  0, 6  0 , 5   

 

6.8  Mounting  in formation  for connectors  

See  F igure  3 .  

6.9  Gauges  

Not appl icable.  

6.9. 1  Sizing  gauges  and  retention  force  gauges  

Not appl icable.  

6.9.2  Test gauge  for fi rst  contact point  

Not appl icable.  

7 Characteristics  

7. 1  Cl imatical  category 

Cond i tions:  accord ing  to  I EC 60068-1  and  Table  5 .  

Table  5  – Cl imatic  category 

Cl imatic 
category 

Category temperature  Damp heat s teady state  

Days  Lower 
°C  

Upper 
°C  

Temperature  
°C  

Rel .  humid i ty 
%  

55/1 05/56  – 55  1 05  40  93  56  
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7.2  Electrical  characteristics  

7.2. 1  Creepage  and  clearance d istances  

Between  a l l  s ignal  contacts  and  between  s ignal  and  ground  con tacts  creepage and  clearance  
d istances  are  m in .  0 , 1  mm.  

NOTE  Appl i cati on  i n formation  – The  perm issib le  rated  vol tage  depends  on  the  appl i cati on  or speci fi ed  safety 
requ i rements.  Reductions  i n  creepage  or cl earance  d i stances  may occur due  to  the  pri n ted  board  or wi ri ng  used ,  
and  shal l  d u l y be  taken  i n to  account.  

7.2.2  Voltage  proof 

Cond i tions:  I EC  6051 2-4-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  and  unmated  connectors   

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 7  

Table  6  – Rated  i nsu lation  vol tages  

All dimensions in  V r. m. s.  

 D i ff.  pai r 
s ignal  to  
s ignal  

Di ff.  pai r 
s ignal  to  
ground  

Gen .  purpose 
s ignal  to  
s ignal  

Gen .  Purpose  
s ignal  to  
ground  

Power to  
power 

Power to  
ground  

I nsu lation  
vol tage  

80  80  80  80  80  80  

 

7.2.3  Current-carrying  capaci ty 

Cond i tions:  I EC  6051 2-5-2  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors   

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 4  

Temperature  curves  for each  conductor l i sted  i n  Table  1  to  be  measured  wi th  al l  other 
conductor currents  g iven  i n  Table  7,  to  accoun t for the  co-heating  effect to  other types  of 
conductor.  At  these  currents,  a  maximal  temperatu re  rise  of 30  K i s  perm i tted .   

Table  7  – Current  rating  per pin  at ambient of 70°C   

All dimensions in  A  

 General  
purpose 

conductor  

Ground  
conductor 

Power 
conductor 

Di fferential  
pai r conductor 

Current rating   0, 4  0 , 3  1 , 52  0 , 1  

 

7.2.4  Contact resistance  

Cond i tions:  I EC  6051 2-2-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors  

Wiring  arrangement accord ing  to  8. 2  
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Table  8  – Maximal  permissible  contact resistance  change  

All dimensions in  mΩ  

 General  purpose  
conductor  

Ground  conductor Power conductor Di fferential  pai r 
conductor 

In i ti al  l i ne  resi stance 
max.  

60  60  60  60  

Max.  change  i n  
relation  to  i n i tial  value  

1 5  1 5  1 5  1 5  

 

7.2.5  Insu lation  resistance  

Cond i tions:  I EC  6051 2-3-1 ,  method  B  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connectors  

Test Vol tage  80  V d . c.  

Table  9  – M in imal  insu lation  resistance  

All dimensions in  Ω  

 D i fferential  
pai r 

conductor /  
conductor  

Di fferential  
pai r 

conductors  /   
Ground   

General  
purpose  

conductor /  
conductor 

Power 
conductors  

Power 
conductors  

Power 
conductors  

In i tial  value  1 0
8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 1 0

8
 

After 
moisture  

1 0
7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 1 0

7
 

 

7.2.6  Impedance  

The l i ne  inductance from  the  modu le  board  term ination  poin t to  the  backplane  term ination  
poin t  shal l  be  max.  60  nH .  

7.2.7  Transmission  characteristics  

7.2.7. 1  Impedance  profi l e  

Impedance  shal l  be  measured  wi th  a  source  rise  time <  35  ps  (20  %  – 80  %).  The  test  fixture  
and  cables  shal l  not degrade  the  rise  time by more  than  20  ps  at the  re levan t test poin t,  i . e .  
max.  55  ps  rise  time entering  the  PCB term ination  area  of the  connector under test.  The  
impedance m ismatch  of  the  trans i ti on  area  between  fixed  board  connector and  free  board  
connector (optional  card  edge)  may not be  cons idered  s ince  the  d imensions  of the  con tact 
pads  on  the  free  board  are  geometrical l y fixed  ( l im i ted  room  for optim izations) .  Reference  
poin ts  (transi tions)  of the  connector as  per F igure  1 1  shal l  be  i denti fi ed  i n  the  measured  
impedance profi l e.  
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A B 

D1  

D2  

IEC   433/12  

Figure  1 1  – Reference  points  

Requ irements:   

D i fferen tia l  (Di ff. )  impedance:  1 05  Ω  ±  1 0  Ω  between  reference poin ts  AB  and  BD   
( i . e .  exclud ing  PCB  term ination  and  con tact  poin t) .  

S ing le  Ended  (SE)  impedance:  55  Ω  ±  1 0  Ω  between  reference poin ts  AB  and  BD   
( i . e .  exclud ing  PCB  term ination  and  con tact  poin t) .  

7.2.7.2  Propagation  delay 

The vendor shal l  speci fy the  propagation  characteristics  of the  connector for the  d i fferentia l  
pa i rs  of the  basic and  extended  s ide.  

Parameters:  

– Propagation  delay wi th in  the  connector,  

– Skew wi th in  a  d i fferentia l  pa i r,  

– Propagation  delay between  d i fferen tial  pa i rs ,  

– Propagation  delay between  con tact rows.  

7.2.7 .3  S-parameters  

Frequency range  for measurements  shal l  be  d . c.  to  24  GHz.  The  d . c.  and  l ower MHz va lues  
can  be  i n terpolated  or measured  separate l y.  The  impedance  profi l e  can  be  calcu lated  from  
the  S-Parameter fi l es  as  l ong  as  the  source  rise  time i s  equ iva len t to  <  35  ps  (20  %  – 80  %).  

S-Parameters  shal l  be  d i splayed  up  to  20  GHz.  Pre-  and  post error correction  methods  shou ld  
be  appl ied  to  i solate  the  connector parameters  from  the  measured  data,  s ince  the  resu l ts  
i nclud ing  test fixture  on l y g i ve  an  i nd ication  about the  performance of the  connector i tsel f.  The  
performance requ irements  of the  test  fixture  are  described  i n  8. 9 .  

The  S-Parameter data  can  a lso  be  measured  wi th  a  TDNA (Time Domain  Network-Anal yzer).  

Parameters:  

– Return  Loss  (RL)  

– I nsertion  Loss  ( I L)  

– Near end  Crossta lk  (NEXT)  

– Far end  Crossta lk  (FEXT)       

For the  NEXT and  FEXT measurements  the  fol l owing  combinations  shal l  be  measured  (see  
a lso  F igure  1 2):   

– between  ad j acen t pai rs  (both  con tact  rows),  
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– between  opposi te  pairs ,  

– between  d iagonal  pai rs  (both  d i rections) .  

 

Adjacent (both rows):  XT1 ;  XT2 

Diagonal  (both  directions):  XT3;  XT4 

Opposite:  XT5 

IEC   434/12  

Figure 1 2  – Crosstalk combinations  

Requ irements:  

0-2 , 5GHz at reference p lanes  AB//BD/AD ( i . e .  PCB  excluded)  

– SDD1 1  <  –  1 0  dB  

– SDD21  >  –  2  dB  

2 , 5  GHz-6  GHz at reference  planes  AB//BD/AD  ( i . e.  PCB  excluded)  

– SDD1 1  <  –  5  dB  

– SDD21  >  –  4  dB  

Crosstalk  (NEXT/FEXT)  

– <  –  30  dB  each  

– 5  Aggressors  Power sum  worst case  NEXT (a l l  aggressors  are  RX)  and  FEXT (a l l  
aggressors  are  TX).   

NOTE  For more  detai l s  see  I EEE  802. 3ap  Annex 69B. 4.  
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7.3  Mechan ical  characteristics  

7.3. 1  Mechan ical  operation  

Al l  con tacts  shal l  to lerate  200  operation  cycles  wi thou t load  wi thou t damage  that  wou ld  impai r 
normal  operation .   

7.3.2  Engag ing  and  wi thdrawal  forces  

Cond i tions:  I EC  6051 2-1 3-1  

Standard  atmospheric cond i tions  

Rate  of engagement and  wi thdrawal :  1 0  mm  per second  max.  

The  force  needed  to  engage  shal l  not exceed  1 00  N .  
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The  force  needed  to  d isengage  shal l  not  exceed  65  N .  

7.3.3  Contact reten tion  in  insert  

Not appl icable.  

7.3.4  Static load ,  transverse  

The connectors  shal l  wi thstand  a  s tatic l oad  of 200  N  for 1  m in .  du ration  i n  fu l l y mated  
cond i ti on  wi thout  damage that wou ld  impair normal  operation .  

The  force  shal l  be  appl ied  to  the  free  connector accord ing  to  F igure  1 7.  

7.3.5  Gauge retention  force  

Not appl icable.   

7.3.6  Vibration  (s inusoidal )  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-4  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connector,  arrangement accord ing  to  8. 5   

Frequency range  1 0  Hz to  2  000  Hz 

Acceleration  200  m /s2  or ampl i tude  of 1 , 5  mm  

Duration  3  ×  2  h /axis,  e i gh t sweepings  i n  each  d i rection  in  th ree  axes  (32  sweepings  i n  each  
d i rection)  

Requ i rement:  no  rise  of res istance  above  1 0  Ω  for more  than  1 0  ns  

7.3.7  Shock 

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-3  

Standard  atmospheric cond i tions  

Mated  connector,  arrangement accord ing  to  8. 5   

Acceleration  500  m /s2  

Duration  of impact  1 1  ms  

Three  shocks  in  two  d i rections/axis,  i n  three  axes  (1 8  shocks  i n  total )  

Requ i rement:  no  rise  of res istance  above  1 0  Ω  for more  than  1 0  ns  

7.3.8  Polarizing  method  

Not appl icable.  

7.3.9  Robustness  and  effectiveness  of cod ing  devices  

Not appl icable.   

8 Test schedule  

8. 1  General  

This  test schedu le  shows  the  tests  and  the  order i n  wh ich  they shal l  be  carried  ou t,  as  wel l  as  
the  requ i rements  to  be  met.  

Un less  otherwise  speci fied ,  mated  sets  of connectors  shal l  be  tested .  Care  shal l  be  taken  to  
keep a  particu lar combination  of connectors  together during  the  complete  test sequence;  
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when  unmating  i s ,  for example,  necessary for a  certa in  test,  the  same connectors  shal l  be  
mated  for the  subsequen t tests.  

I n  the  fo l lowing ,  a  mated  set  of connectors  i s  ca l led  a  specimen.  

Before  testi ng  commences,  the  connectors  shal l  have  been  stored  for at l east 24  h  i n  the  non -
inserted  state  under normal  cl imate  cond i tions  for testi ng  accord ing  to  I EC  60068-1 .   

When  i n i ti a l  tests  accord ing  to  test group P  have  been  completed ,  a l l  specimens  are  d i vi ded  
up  accord ing  to  the  test  g roups  A to  F,  except  the  specimens  for test  g roup G .   

The  number of specimens  necessary for en ti re  i nspection  and  test sequence  is  defi ned  i n  
Table  1 0.  

Table  1 0  – Number of specimens  for test sequence  

Test g roups  

P  A B  C  D  E  F  G  H  

29  6  8  4  4  4  See  note  1  See  note  2  3  

NOTE  1  As  the  tests  of g roup  F  are  not  appl i cab le,  no  specimens  are  requ i red  for th i s  test  g roup,  un l ess  
otherwise  speci fi ed  by the  manufacturer.  

NOTE  2  The  number of specimens  for test  g roup  G  depends  on  the  type  of term inati on  tested  and  the  re levant  
test  s tandard .  These  specimens  do  not  u ndergo  the  i n i ti a l  tests  accord ing  to  test  g roup  P.  

 

At least 1 0  con tacts  per specimen  shal l  be  taken  i n to  account for measurement of the  test  
va lues.  

8.2  Arrangement for contact resistance  measurement  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

 

V 

I  

IEC   435/12  

Figure 1 3  – Arrangement for resistance  measurement  

8.3  Arrangement for contact d isturbance measurement (shock and  vibration  test)  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

Contacts  to  be  mon i tored  (8  con tact pai rs):   

5-6 ;  35-36;  59-60;  83-84;  90-91 ;  1 20-1 21 ;  1 44-1 45;  1 69-1 70  
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Discontinuity 
check equipment 

 
Free board  
connector 

 
Fixed board  

connector 

IEC   436/12  

Figure 1 4 – Arrangement for measurement of contact d isturbance   

The measurement of con tact res istance  shal l  be  carried  ou t on  the  number of contacts  
speci fied .  A schematic  arrangement is  shown  i n  F igure  1 4.  

8.4  Arrangement for current carrying  measurement  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  test  2a  

 

I =  0,5 A (al l  general  purpose contacts connected in  series) 

 
Free board  
connector 

 

Fixed board  
connector 

I =  0, 1 25 A (al l  high-speed signal  contacts connected in  series) 

I =  1 ,9 A (al l  power contacts connected in  series) 

I =  0,375 A (al l  ground contacts connected in  series) 

IEC   437/12 
 

Figure 1 5  – Wiring  arrangement for current-carrying  measurement  

8.5  Arrangement for dynamic stress  tests  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  tests  6c  and  6d   
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Free board  
connector 

 
Fixed  board  
connector 

Backplane 

30 

Printed board  

IEC   438/12  

Figure 1 6  – Test setup  for shock and  vibration  test  

8.6  Arrangement for testing  static  load;  transverse  

Cond i tions:  The  s tatic l oad  has  to  be  appl ied  accord ing  to  F igu re  1 7.  

 Direction of 
appl ied  force 

 
Plugged unti l  
end  stop 

IEC   439/12  

Figure  1 7  – Appl ication  of static l oad  

8.7  Arrangement for vol tage proof and  polarization  vol tage  

The wiri ng  arrangement for vol tage  proof i s  accord ing  to  F igure  1 8.  The  test has  to  be  
performed  accord ing  to  I EC  6051 2-4-1 ,  Test 4a.  
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Fixed board  
connector 

 
Free board  
connector 

Ground  V 

IEC   440/12  

Figure 1 8  – Measurement arrangement for vol tage proof 

8.8  Arrangement for flammabi l i ty tests  

Cond i tions:  I EC  6051 2-9,  Test 20  a  

 

Test i tem  

5 

80°  45°  

IEC   441/12  

Figure 1 9  – Measurement arrangement for fl ammabi l i ty tests  

8.9  Test boards  for impedance and  transmission  characteristics  

The test boards  shal l  a l l ow testi ng  of at  l east 4  neighboring  d i fferentia l  pa i rs,  two ad jacent on  
each  s ide  p lus  the  opposi te  two  (see  F igure  20).   

 
IEC   442/12  

Figure 20  – Break out area  of the  connector footprint  
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Rise  time degradation  of the  test boards  shal l  be  l ess  than  20  ps  (20  %  – 80  %)  per board .  

50  Ω  s i ng le  ended  and  1 00  Ω  d i fferen tia l  impedance both  wi th  max.  6  %  tolerance.  Losses  
shal l  be  better than  1  dB  at  1  GHz,  3  dB  at 5  GHz and  6  dB  at 1 0  GHz.   

 
IEC   443/12  

Figure  21  – Example  of a  test fixture  for fixed  board  connectors   

 
IEC   444/12  

Figure  22  – Example  of a  test fixture  for free  board  connectors   

The  test fixture  may include  structures  for pre-error correction  and  proper de-embedd ing  of 
the  connector.  The  tracelength  of the  d i fferen t  connections  on  each  test fixture  shal l  be  
matched  mechan ical l y wi th in  0 , 05  mm  length .  The  tracelength  may be  d i fferent on  d i fferen t 
test fixtures  (see  F igures  21  and  F igure  22  for examples) .  

8. 1 0  Pre-condition ing  

Before  the  tests  are  performed,  the  connectors  shal l  be  precond i tioned  under cond i tions  
speci fied  i n  I EC 60068-1  for a  period  of 24  h ,  un less  otherwise  speci fied  by the  d etai l  product 
speci fication .  

8. 1 1  Wiring  and  mounting  of specimens  

8. 1 1 . 1  Wiring  

See  8 . 1  to  8 . 9.  

8. 1 1 .2  Mounting  

When  mounting  i s  requ ired  i n  a  test,  the  connectors  shal l  be  ri g id l y mounted  on  a  metal  p late,  
a  prin ted  board  or to  speci fied  accessories ,  wh ichever i s  appl icable,  using  the  normal  
mounting  method  and  fixing  devices  as  l a id  down  i n  8. 1  to  8 . 9 .  
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8. 1 2  Test procedures  and  measuring  methods  

The test methods  speci fied  and  g i ven  i n  the  re levan t standards  are  the  preferred  methods  bu t 
not necessari l y the  on l y ones  wh ich  can  be  used .  I n  case  of d ispu te,  however,  the  speci fi ed  
method  shal l  be  used .  

Un less  otherwise  speci fied ,  a l l  tests  shal l  be  carried  ou t  under standard  atmospheric 
cond i ti ons  for testi ng  as  speci fied  i n  I EC  60068-1 .  

8. 1 3  Test schedule  tables  

8. 1 3. 1  Test group P  – Prel iminary 

Al l  specimens  (except those  for test group G)  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  
to  Table  1 1 .  

Table  1 1  – Test g roup P  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty 
or 

cond i tion  
of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL
a
 Al l  connector 

styl es  

P1  Genera l  
exam inati on  

  Vi sual  
exam inati on

 
1 a   There  shal l  be  no  

defect  that  wou l d  
impai r normal  
operati on .  
Specimens  are  free  of 
bu rrs ,  cracks,  or other 
defi cienci es.  

Exam ination  of 
d imensions  
and  mass  

1 b   The  d imensions  shal l  
comply wi th  those  
speci fi ed  i n  the  
re l evant  fi gures  and  
tables  of C lause  3  

P2  Polari zi ng  
method

 
1 3e  Not 

appl i cabl e  
    

P3     Con tact  
res i stance  

2a   Al l  contacts:  60  mΩ  
max.  see  7. 2 . 4  

P4     I nsu lation  
res i stance

 
3a   1 0

8
 Ω  m i n .   

see  7. 2 . 5  

P5     Vol tage  proof 4a   Accord ing  7. 2 . 2  

There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

a
 As  on l y performance  l evel  1  i s  defi ned ,  no  d i fferentiati on  i n  s tandards  i s  necessary.  Th i s  appl i es  to  a l l  test  
g roups.  

 

The  specimens  shal l  be  d ivi ded  i n to  s ix g roups.  Al l  connectors  i n  each  g roup  shal l  u ndergo 
the  tests  speci fi ed  for the  re levan t group.  
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8. 1 3.2  Test group A – Dynamic/cl imatic  

Al l  specimens  of Group A shal l  be  subj ect  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 2 .  

Table  1 2  – Test g roup A 

Test  
phase  

Test  Measurement to  be   
performed  

Requ i rements  

 

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

A1  Engag ing  and  
separati ng  
forces  

 Speed :  1 0  mm/s  
max.  

Engag ing  
and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  
7 . 3 . 2  

A2  Probe  
damage  

1 6a  Not  appl i cable  Gauge  
reten tion  
force  

1 6e   Not  appl i cable  

A3  Solderabi l i ty  1 2a  Not  appl i cable,  see  
test  phase  G3  

   On ly for 
connectors  
wi th  sol der 
term ination  

A4     Vol tage  proof 4a   Not  appl i cable  

A5  Contact  
retention  i n  
i nsert  

1 5a  Not  appl i cable      

A6  Bump 6b  Not  appl i cable      

A7  Vibrati on  6d   Contact  
d i sturbance  

2e   no  ri se  of 
res i stance  

above  1 0  Ω  
for more  than  
1 0  ns  

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

Connecti ng  poi n ts :  
see  7. 2 . 4;  
1 0  con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
re l ati on  to  
i n i t i a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

A8  Shock 6c  Arrangement i n  
fi xture  see  8. 5  

Shock accelerati on  
500  m /s

2
 

Du ration  of impact  
1 1  ms  

Contact  
d i s tu rbance  

2e   no  ri se  of 
res i stance  

above  1 0  Ω  
for more  than  
1 0  ns  

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

Connecting  poi n ts:  
see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
rel ati on  to  
i n i ti a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

A9  Acceleration  
steady state  

6a  Not appl icable      
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Table  1 2  – Test g roup A  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be   
performed  

Requ i rements  

 

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  
connector 

styl es  

A1 0  Rapi d  
change  of 
temperatu re  

1 1 d  – 55  °C  to  1 05  °C  
F ive  cycl es,  
30  m in /temp. ,  
recovery time  2  h ,  
mated  connectors  

    

Test  vol tage  
80  V d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Test  vol tage  
80  V r.m . s .  Method  B  
Mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
6 . 1 . 6  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  
be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1  Cl imati c  
sequence  

1 1 a  Mated  connectors      

A1 1 . 1  Dry heat  1 1 i  Method  A,  1 05  °C,  
un loaded ,  d u ration  
1 6  h ,  recovery time  2  
h ,  test  vol tage  80  V 
d . c. ,   
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  at  
h i gh  
temperatu re   

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

A1 1 . 2  Damp heat 
cycl i c,  fi rst  
cycl e  

1 1 m  55  °C  Varian t  1      

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1 . 3  Cold  1 1 j  – 55  °C,  duration  2  h  
Recovery t ime  2  h  

    

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  
be  no  damage  
that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

A1 1 . 4  Low ai r 
pressu re  

1 1 k Not  appl i cable      

A1 1 . 5  Damp heat 
cycl i c,  
remain ing  
cycles  

1 1 m  55  °C,  Variant  1      

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A mated  
connectors  85  
contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Connecti ng  poi n ts :  
see  7. 2 . 4; 1 0  contacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  
rel ati on  to  
i n i ti a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  
80  V r.m . s .  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8. 7  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  
be  no  
breakdown  or 
fl ashover 
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Table  1 2  – Test g roup A  (continued)  

Test  

phase  

Test  Measurement to  be  

performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  

Test No.  

Severi ty or 

condi tion  
of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  

Test No.  

PL  Al l  connector 

styl es  

A1 2. 1  Engag ing  and  
separati ng  
forces  

 Speed :  1 0  
mm/s  max.  

Engag ing  and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  7 . 3. 2  

A1 3  Vi sual  
i nspection  

 Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  wou ld  
impai r normal  
operati on  

 

8. 1 3.3  Test group B  – Mechanical  endurance  

Al l  specimens  of Group B  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  to  Table  1 3 .  

Table  1 3  – Test group B  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

B1  Gauge  
retention  
force  

 Not  appl i cable      

B2  Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )  Hal f of 
speci fi ed  number 
of operati ons  (=  
1 00)  

    

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  

Connecti ng  poi n ts:  
see  7 . 2 . 4 ; 1 0  
con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  relati on  
to  i n i ti a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  
no  breakdown  
or fl ashover 
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Table  1 3  – Test g roup B  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

B3 Corrosi on ,  
i ndustrial  
atmosphere  

1 1 g  Method  4  
Hal f n umber 
mated  
Hal f n umber 
unmated  

   1 0  d ays  

   Connecti ng  
poin ts:  see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  
to  i n i t i a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

B4   Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )   
Remain ing  
number of 
operati ons   
(=  1 00)  

    

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  

Connecti ng  
poin ts:  see  
7. 2 . 4; 1 0  con tacts  
per specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  
to  i n i t i a l  va l ue  

1 5  mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  
to  8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  
no  breakdown  
or fl ashover 

B5  Probe  
damage  

1 6a  Not appl i cable      

B6  S tati c  l oad ,  
transverse  

8a  Arrangement and  
appl i cabl e  forces  
accord i ng  to  8 . 6  

   200  N  

   Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  
no  damage  that  
wou l d  impai r 
normal  
operati on  
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8. 1 3.4  Test group C  – Moisture  

Al l  specimens  of Group C  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 4.  

Table  1 4  – Test group C  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
Condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

C1  Damp 
heat ,  
s teady 
s tate  

1 1 c Un loaded  
Polari zi ng  vol tage  
60  V d . c.  
Wi ri ng  accord ing  to  
8. 7  

   56  d ays  

Test  vol tage  80  V 
d . c.  Method  A 
mated  connectors  
85  con tacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Connecti ng  poi n ts:  
see  7 . 2 . 4 ;  
1 0  con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  re lati on  to  
i n i ti a l  val ue  1 5  

mΩ  max.  

Test  vol tage  80  V 
r.m . s.  Method  B  
Mated  connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  to  
8 . 7  

Vol tage  proof 4a   There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Speed :  1 0  mm/s  
max.  

Engag ing  and  
separati ng  
forces  

1 3a   Accord ing  to  
7 . 3 . 2  

Unmated  connectors  Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  
wou l d  impai r 
normal  operation  

 

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 39  – 
© I EC  201 5  

8. 1 3.5  Test group D  – E lectrical  load  

Al l  specimens  of Group D  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 5.  

Table  1 5  – Test group D  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
Styles  

D1  Mechan ica l  
operati on  

9a  Speed  1 0  mm/s  
max.  Rest  30  s  
(unmated )  Hal f 
of speci fi ed  
number of 
operati ons  
(=  1 00)  

    

D2  E lectri c  l oad  
and  
temperatu re  

9b  Ambien t  
temperatu re  
70  °C   
E l ectri cal  l oad  
acc.  to  Table  7  
Al l  con tacts  
l oaded  
Duration  1  000  h  
Recovery time  
2  h  

   The  temperature  i n  
the  centre  of the  
specimens  shal l  
not  exceed  the  
maximum  
operati ng  
temperatu re  by 
more  than  5  %  

Connecti ng  
poin ts:  see  
7 . 2 . 4 ; 1 0  
con tacts  per 
specimen  

Contact  
res i stance  

2a   Ri se  i n  relati on  to  

i n i ti a l  val ue  1 5  mΩ  
max.  

Test  vol tage  
80  V d . c.  Method  
A mated  
connectors  
85  contacts  per 
specimen  

I nsu lation  
res i stance  

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

Test  vol tage  
80  V r.m . s.  
Method  B  Mated  
connectors  
85  contacts  per 
specimen   
Wi ri ng  accord ing  
to  8 . 7  

Vol tage  
proof 

4a   There  shal l  be  no  
breakdown  or 
fl ashover 

Unmated  
connectors  

Vi sual  
exam inati on  

1 a   There  shal l  be  no  
damage  that  wou ld  
impai r normal  
operati on  
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8. 1 3.6  Test group E  – Mechan ical  resistivi ty  

Al l  specimens  of Group E  shal l  be  subj ect  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 6 .  

Table  1 6  – Test group E  

Test  
phase  

Test  Measurement to  
be  

performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

E1  Robustness  of 
term inations  

1 6f Not  appl i cable      

E2  Contact  
retention  i n  
I nsert  

1 5a  Not appl i cable      

E3  Probe  damage  1 6a  Not appl i cable      

E4  Mou ld  g rowth  1 1 e  Not appl i cable      

E5  F lammabi l i ty  20a  One  u nmated  
specimen  
Arrangement  
accord i ng  to  8. 8  
Duration  of 
appl i cation  1 0  s  

   Bu rn i ng  time  1 0  s  
max.  after removal  
of fl ame  

 

8. 1 3.7  Test group F  – Chemical  resistivi ty  

Al l  specimens  of Group F  shal l  be  subject  to  the  fo l lowing  tests  accord ing  to  Table  1 7 .  

Table  1 7  – Test group F  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
cond i tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  
connector 

styl es  

F1  Resistance  to  fl u i ds,  
sol ven ts  

 Not  appl i cable      

NOTE  1  As  the  tests  of g roup  F  are  not  app l i cabl e,  no  specimens  are  requ i red  for th i s  test  g roup,  un l ess  
otherwise  speci fi ed  by the  manufacturer.  
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8. 1 3.8  Test group G  – Connections  

Al l  specimens  for test  group  G  shal l  be  subj ect to  the  fol lowing  tests  accord ing  to  Table  1 8.  

Table  1 8  – Test g roup G  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

G1  Press-i n  
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60352-5  

   On ly connectors  
wi th  press-i n  
connections  

G2  Compression  
mount 
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60352-8  

   On ly connectors  
wi th  compress ion  
mount connection  

G3  Solder 
term ination  

 Accord ing  to  
I EC 60068-2-52  
265  °C,  Refl ow 

   On ly connectors  
wi th  sol der 
term ination  

NOTE  1  Where  test  evi dence  may be  presented  to  the  sati sfaction  of the  NSI ,  confi rm ing  that  the  connection  
methods  used  by the  connectors  have  been  previous ly tested  i n  accordance  wi th  the  speci fi ed  tests  of 
I EC 60352,  and  have  sati sfactori l y passed  them ,  test  phases  G1  to  G2  may be  om i tted .  

 

8. 1 3.9  Test group H  – S ignal  i n tegri ty tests  

Al l  specimens  of Group H  shal l  be  subject to  the  fol l owing  tests  accord ing  to  Table  1 9.  

Table  1 9  – Test group H  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ irements  

Ti tl e  IEC  6051
2  

Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of test  

Ti tl e  IEC  6051
2  

Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

H1  Test  fi xture  
measurement 

 See  8 . 9  Time  domain  

Impedance  
profi l e  

  -  S i ng le  ended  
impedance  profi l e  of 

SE  traces  50  Ω  ±  3  Ω  

-  P l ot  D i fferenti a l  
impedance  profi l e  of 
d i ff.  traces  

1 00  Ω  ±  6  Ω  

-  P l ot  20  %  – 80  %  
ri setime  (d i ff.  and  
SE)  at  the  open  end  
of the  test  fi xtu res  

≤  55ps  

Frequency 
domain  

S-parameter 

  -  P l ot  S1 1  of the  s i ng le  
ended  traces  of the  
open  ended  test  
fi xture.  Envelope  of 
S1 1 :   

>  – 2  dB  at  1  GHz;   

>  – 6  dB  at  5  GHz;   

>  – 1 2  dB  at  1 0  GHz 

-  I f appl i cable  p lot  I L  
and  RL of a  SE  
connection  
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Table  1 9  – Test g roup H  (continued)  

Test  
phase  

Test  Measurement to  be  
performed  

Requ i rements  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

Severi ty or 
condi tion  of 

test  

Ti tl e  IEC  6051 2  
Test No.  

PL  Al l  connector 
styl es  

H2  Specimens  
measurement 
for s i gnal  
i n teg ri ty (S I )  

 Measurements  
of the  
specimen  
i ncl ud i ng  the  
test  fi xture  
requ i rements  
see  7. 2 . 7  

Time  
domain  

Impedance  
profi l e  

  -  P l ot  SE  impedance  
profi l e  of the  
specimen   

-  P lot  d i ff.  
impedance  Profi l e  
of the  specimen  

 Frequency 
domain  

S-
parameter 

  -  P l ot  SE  RL  and  I L  
of a l l  connections  

-  P lot  d i ff.  RL  and  I L  
of a l l  connections  

-  P lot  common  RL  
and  I L  of a l l  
connections  

-  I f deembedd i ng  i s  
performed ,  p l ot  
SE ,  d i ff.  and  
common  RL  and  I L  
of the  specimen  
on l y  

-  P lot  d i ff.  NEXT 
and  FEXT for a l l  
d i rections  (see  
F igu re  1 2)  

Propagati on  
delay 

Time  
domain  

  -  Propagati on  delay 
wi th i n  the  
connector,  

-  Skew wi th i n  a  
d i fferen tia l  pa i r,  

-  Propagati on  delay 
between  
d i fferen tia l  pa i rs ,  

-  Propagati on  delay 
between  contact  
rows  

H3  Damp heat,  
s teady state  

1 1 c     56  d ays,  1  specimen
a
 

Al l  frequency 
domain  DUT 
measurements  
(see  H2)  

 Measurements  
performed  
wi th i n  1  h  
after removing  
the  DUT ou t  of 
the  test  
chamber 

   S I -performance  sha l l   
not  be  deg raded  by 
more  than  2  dB  (each   
S-Parameter)  

a
 Damp heat  i s  appl i ed  to  one  specimen  on ly.  

NOTE   Al l  p l ots  shou l d  be  i n tegrated  i n to  the  test  report.  
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Annex A 
(informative)  

 
Vibration  and  shock testing  of connectors  mounted  to a  mechanical  

structure  for electronic equipment according  to  IEC 6091 7  and   
IEC 60297  – Test setup of assembl ies  wi th  mass  loading  of printed  boards  

A.1  General  

Dynamic stress  tests  on  connector as  defined  i n  8 . 5  are  carried  ou t accord ing  to  I EC  6051 2,  
tests  6c and  6d .  The  device  under test cons ists  of the  connector assembled  to  a  prin ted  
board .  The  prin ted  board  under test usual l y con tains  the  connector bu t no  add i ti onal  
components .  

Practice  has  demonstrated  for a  l ong  time that  th is  test setup  i s  suffi cien t for connector 
qual i fication  and  for comparing  the  resu l ts  of d i fferent arrangements  and  of d i fferen t test  
l aboratories.  Nevertheless  there  are  concerns  that  boards  wi th  heavy mechan ical  l oad ,  due  to  
heavy components,  may cause  extra  movements  between  the  plug- in  un i t  and  the  subrack 
assembly,  respective l y between  the  free  pri n ted  board  connector and  the  fixed  connector 
mounted  on  the  backplane,  th is  wou ld  cause  m icro  movements  and  i ncrease  the  wear of the  
precis ions  metal  pl ating  i n  the  contact area  of male  and  female  contacts .  

I EC 6091 7  series  and  I EC  60297  series  define  the  connector i n terfaces  for subracks  and  
associated  p lug- in  un i ts.  A p l ug- i n  un i t  i n  general  i s  a  prin ted  board  assembly.  

IEC 61 587-1  and  I EC  61 587-5  cal l  ou t the  mechan ical  on l y shock,  vibration  and  se ism ic 
testing  of subracks  and  pl ug- in  un i ts  wi th  s imu lated  mass  load ing .  However,  the  e lectrical  
performance of the  connector i n terface  i s  not defi ned .  The  connector may pass  mechan ical l y 
bu t i f the  connector wi l l  pass  i ts  e lectrica l  capabi l i ty i s  not speci fied .  

I t  i s  the  obj ect of th is  amendment to  provide  an  evaluation  of the  combination  of connector 
and  heavy prin ted  board  assembly (p lug - i n  un i t) .  

Th is  standard  contains  on l y the  necessary in formation  and  test  setups  to  test the  e lectrica l  
performance  of pri n ted  board  connectors  that are  moun ted  to  mass  loaded  p l ug- i n  un i ts  
accord ing  to  I EC 6091 7  series ,  I EC 60297  series  s tandards  and  shock and  vibration  
cond i ti ons  as  defined  i n  I EC  61 587-1  and  I EC  61 587-5.  

A.2  General  information  and  objectives  

This  Annex A establ ishes  on l y the  test setup  requ i rements  for mass  loaded  prin ted  boards  
(p lug- i n  un i ts)  assembled  wi th  free  connectors  and  subracks  assembled  wi th  the  
correspond ing  fixed  connectors  as  used  i n  I EC  6091 7  series  and  I EC  60297  series  equ ipment  
practices.  

The  vibration  and  shock test severi ty levels  are  defined  i n  I EC 61 587-1 .  The  seism ic severi ty 
l evels  are  defined  in  I EC 61 587-5.  

The  object of th is  annex is  to  provide  a  test method  for connector under cond i ti ons  closer to  
the  i n tended  service  cond i ti on  to  provide  i n formation  of contact  res istance  under l i fetime and  
expected  severi ty of the  i n tended  use.  
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A.3  Terms and  defin i tions  

A.3. 1   
plug-in  un i t  
plug- in  un i ts  are  defined  in  I EC  6091 7  series  and  cons ist in  their s implest form  of a  prin ted  
board  (PB)  assembly conta in ing  a  free  connector i n terfacing  wi th  the  fixed  connector i n  the  
subrack 

A.3.2   
in tended  use  
method  of use  of a  p lug- i n  un i t  under test that s imu lates  an  arti ficia l  service  cond i tion  
i denti fied  by the  manufacturer,  and  accord ing  to  wh ich  the  recommended  configuration  as  
described  i n  th is  standard  (such  as  the  phys ica l  s i ze  of the  pl ug- in  un i t,  the  mass  load ing ,  the  
retention ,  bol t  s i ze,  quanti ti es,  and  torque  values)  i s  used  during  testing  

A.3.3   
s imulated  load  boards  
simu lated  mass  attached  to  p lug- in  un i ts  accord ing  to  I EC 61 587-1 .  Mass  as  ca lcu lated  for a  
speci fic appl ication  may be  used  

A.3.4   
mated  pai r under test  
the  mated  pa ir under test cons ists  of the  free  connector (PB  mounted  connector or edge  
board)  and  the  fixed  connector (backplane  mounted)  and  shal l  be  tested  moun ted  on to  the  
cen tre  of the  PB  (see  F igure  A. 4  and  F igure  A. 5)  

Note  1  to  en try:  The  test  arrangement cons ists  of mu l ti pl e  connectors  that  may be  p l aced  i n  an  appl i cati on  
speci fi c  confi gu rati on  u nder agreement between  the  manufacturer and  user.  The  connectors  under test  shal l  be  
mounted  to  the  pl ug -i n  un i t  PB  and  subrack backplane  accord ing  to  the i r i n tended  moun ti ng  features  (press  fi t,  
sol der,  su rface,  etc. ) .  

A.3.5   
appl ication  specific  
defines  a  speci fic in tended  use  configuration  as  agreed  between  manufacturer and  user.  The  
user may se lect a  requ i rement from  a  standard  or speci fication  or defi ne  a  un ique  product  
requ irement 
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A.4  Test setup overview 

A.4. 1  Existing  arrangements  for dynamic  stress  tests  – no  mass  loading  (see F igure  
A. 1 )  

 

Figure A. 1  – Existing  test setups  for vibration  and  shock tests  – no  mass  load ing  

A.4.2  Arrangement for dynamic stress  tests  – wi th  mass  load ing  (see F igure  A.2)  

 

Figure A.2  – Test  setups  for vibration  and  shock tests  – wi th  mass  loading  

IEC  

Sing le  s l ot  ri g i d  subrack 
test  fi xture  
( I EC 61 587-1  proposed )  

Plug-i n  u n i t  gu i de  (2x)  
I n tegral  part  of fi xtu re  

Simu lated  l oad  

Plug-i n  u n i t  

Retention  

Prin ted  board  

Free  connector u nder test  

Fixed  connector  

IEC  
Prin ted  board  wi th  
edgeboard  connector  

Backplane  

Test  fi xtu re  
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A.5  Connector vibration  and  shock test setups  for mass  loaded  plug-in  uni ts   

A.5. 1  Printed  board  s ize  and  mass  load  consideration  

For the  purpose  of th is  test the  PB  s izes  and  re lated  mass  l oad ing  as  defined  in  I EC  61 587-1  
shal l  be  used .  

A.5.2  Vibration  and  shock test fixture  requ irements  

The  test fixtu re  shal l  be  as  ri g i d  as  poss ib le  and  des igned  us ing  the  practices  as  ou tl i ned  i n  
I EC 60068-2-47,  see  F igure  A. 3.  The  nom inal  d imension  between  the  two p l ug- in  un i t  gu ide  
ra i ls  shal l  be  0, 50  mm  larger than  the  nom inal  d imension  of the  engag ing  PCB edges.  The  

tolerance shal l  be  ±0, 40  mm.  

 

Figure A.3  – Sectional  view of the  test setup  for shock  
and  vibration  tests  – wi th  mass  load ings  

A.5.3  Vibration  and  shock test – mass  load ing  cond ition  

The  s imu lated  l oad  of a  p lug- i n  un i t  may be  mounted  to  the  PB  i n  two  a l ternative  ways.  
Cond i tion  A is  more  severe  than  cond i tion  B .  The  vendor may choose  the  cond i ti on  (see  
Figure  A. 4  and  F igure  A. 5) .  The  nom inal  d imension  of the  PCB edges  engag ing  in to  the  p lug -
in  un i t  gu ide  ra i ls  shal l  be  0, 5  mm  smal ler than  the  nom inal  d imension  of the  two  p l ug- in  un i t  

gu ide  ra i l s.  The  tolerance  shal l  be  ±0, 1  mm.  

 Retenti on   

Gu ide  ra i l  s l ot  wi d th  
PB  th i ckness  =  +0, 60  mm  ±0, 20  mm  

Modu l e  PB  th i ckness  
appl i cation  speci fi c  

Connector 

edge  board  

Face  plate  

Backplane  EMC gasket 
Load  

Rig i d  subrack 
test  fi xtu re  

Connector 

fi xed  

PB  gu ide  

≤1 0  mm  

IEC  
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Figure A.4  – Mass  loaded  plug-in  un i t  – Condition  A 

 

Figure  A.5  – Mass  loaded  plug-in  un i t  – Condi tion  B  
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3U/4U  
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Free  connector 
cen ter pos i ti oned  

IEC  

Plug-i n  u n i t  retention  

Plug-i n  u n i t  fron t  panel  

6U/8U  

3U/4U  

Simu lated  l oad  

PCB  

Free  connector 
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International  Electrotechnical  Commission

 



 – 48  –  I EC  61 076-4-1 1 6:201 2+AMD1 : 201 5  CSV 
  © I EC  201 5  

A.6  Test schedule  

A.6. 1  General  

This  mass  loaded  p l ug -i n  un i t  test may be  carried  ou t on  agreement between  manufacturer 
and  user,  i t  i s  not part of the  connector qual i fication  test  as  speci fied  i n  C lause  8  and  shal l  be  
carried  ou t  on  connector specimens  in  add i tion  to  those  speci fied  i n  Table  1 0 .  

Un less  otherwise  speci fi ed ,  mated  sets  of connectors  shal l  be  tested .  Care  shal l  be  taken  to  
keep a  particu lar combination  of connectors  together during  the  complete  test sequence;  
when  un-mating  i s,  for example,  necessary for a  certa in  test,  the  same connectors  shal l  be  
mated  for the  subsequen t tests.  

A.6.2  Test schedule  specific to  the  existing  connector 

The vibration  and  shock test severi ty l evel  as  defined  i n  the  connector s tandards  are  based  
on  test setups  as  shown  i n  F igure  A. 1 .   

Th is  annex defines  the  vibration  and  shock test  setups  and  severi ty l evels  for p l ug - i n  un i ts  
wi th  mass  load ing  as  shown  in  F igure  A. 2.   

A.6.3  Plug-in  un i t  vibration  and  shock test severi ty l evels  

The vibration  and  shock severi ty l evels  as  defined  i n  I EC  61 587-1  shal l  be  used .  

A.7  Plug-in  uni t  vibration  and  shock test considerations  

A.7. 1  General  

The  fol lowing  procedure  may be  used  wi th  p l ug- in  un i t  connectors  that are  mounted  on  boards  
and  mass  l oaded  to  provide  an  i n tended  use  cond i tion .  I t  therefore  provides  an  evaluation  of 
the  combination  of connector and  board .  

A.7.2  Plug-in  un i t  vibration  and  shock test procedure  

a)  Configure  the  connector/PB  assembly for contact res istance  measurements  wi th  4-wi re  
l ow l evel  con tact  res istance  (LLCR)  measurements  accord ing  to  Clause  8,  Test Phase  P3.  

b)  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test  2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

c)  Pre load  the  samples  accord ing  to  Table  1 3 ,  for a  50  %  speci fied  l i fecycle  wear and  
perform  inspection  and  measurements  accord ing  to  Test Phase  B2.  

d )  Add i ti onal  preload ing  tests  (e. g .  dust)  may be  appl ied  on  agreement of manufacturer and  
user,  by selecting  an  appropriate  test method  as  defined  i n  I EC  6051 2-1 1 -x:  C l imatic 
tests.  

e)  Mount  one  hal f of the  connector pai r (typical l y the  backplane  portion)  ri g id l y on  the  
surface  of the  vibration  tab le  to  model  the  way i t  i s  i nsta l l ed  in  service.  

f)  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test 2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

g )  Subject  the  connector assembly to  a  vibration  test accord ing  6051 2-6-4,  Test 6d ,  wi th  1  g  
from  5  Hz to  1 00  Hz and  mon i toring  the  system  function  during  the  vibration .  The  duration  
for vibration  on  each  axis  shal l  be  2  h .   

h )  Measure  con tact res istance  accord ing  Test  2a  of I EC  6051 2  (LLCR method ).  

i )  Repeat the  vibration  test for each  of three  mutual l y perpend icu lar axes  of the  equ ipment.   

j )  Mount the  assembly to  the  shock table  s im i l ar to  the  way i t  i s  i nsta l l ed  in  service.  

k)  Subj ect the  assembly to  3  shocks  i n  each  d i rection  a long  the  test  axis .   

l )  Measure  con tact  res istance  accord ing  Test 2a  of I EC  6051 2  (LLCR method).  

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 49  – 
© I EC  201 5  

m)  Repeat the  shock test  for each  of the  3  mutual l y perpend icu lar axes  of the  equ ipment.  

A.8  Sample  size  and  acceptance cri teria  for plug-in  uni t/connector assembl ies  

A.8. 1  General  

At least 1 0  con tacts  per specimen  shal l  be  taken  i n to  account for measurement of the  test  
va lues  as  speci fi ed  in  8. 1  

I f the  test  specimen  con ta ins  fewer than  1 0  contacts,  then  a l l  contacts  shal l  be  tested  

The  con tacts  to  be  measured  shal l  be  selected  such  that they are  representative  of a l l  zones  
wi th in  the  connector,  e . g .  end  poin ts,  d i fferent rows  of mu l ti p le  row connectors,  both  near and  
away from  the  attachment poin ts  between  the  connector hous ing  and  the  PWB,  etc.  

Vibration  and  shock test measurements  shal l  be  made on  no  fewer than  30  con tacts  selected  
from  no  fewer than  3  connectors.   

A.8.2  Acceptance  cri teria  for vibration  and  shock tests   

a)  I f no  system  performance  requ irements  are  provided  or i f i t  i s  not  practical  to  perform  

system  performance  mon i toring ,  then  no  rise  of resistance  above 1 0  Ω  for more  than  
1 0  ns  as  speci fi ed  i n  Table  1 2,  test A7  appl ies.  Continu i ty shal l  be  establ ished  by 
con tinuous  mon i toring  du ring  the  mechan ical  vibration  and  shock testi ng  of A7.  

b)  I f system  performance requ i rements  are  provided  and  i t  i s  practical  to  perform  system  
performance mon i toring ,  then  system  speci fications  for b i t  errors  and  conti nu i ty of system  
performance shal l  be  satisfied  during  the  system  test  sequence.  

c)  Visual  i nspection  accord ing  Table  1 2 ,  test A1 3  shal l  be  performed  at  the  end  of the  
mechan ical  vibration  and  shock testi ng ,  there  shal l  be  no  damage that wou ld  impair 
normal  operation .  

A.9  Reference documents  

I EC 60068-2-47,  Environmental testing – Part 2-47: Test – Mounting of specimens for 
vibration,  impact and similar dynamic tests 

I EC 61 587-1 ,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and 
IEC 60297 series – Part 1 : Environmental requirements,  test set-up and safety aspects for 
cabinets,  racks,  subracks and chassis under indoor conditions 

I EC 61 587-5,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and 
IEC 60297 – Part 5:  Seismic tests for chassis,  subracks and plug-in  units 
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AVANT-PROPOS  

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
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objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
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organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t  
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i q uer d e  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s 'assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’atten ti on  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est  pas  une  Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme les  documents  officiels.  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  61 076-4-1 1 6 porte  l e  numéro d 'éd i tion  1 . 1 .  El le  
comprend  l a  première  éd i tion  (201 2-04)  [documents  48B/2280/FDIS  et 48B/2289/RVD]  et  
son  amendement 1  (201 5-1 1 )  [documents  48B/2452/FDIS  and  48B/2465/RVD] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et  à  son  amendement.  
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Cette  version  Finale  ne  montre  pas  les  modifications  apportées  au  contenu  techn ique  
par l ’ amendement 1 .  Une  version  Red l ine  montrant toutes  les  modifications  est  
d ispon ible  dans  cette  publ ication .  

La  Norme I n ternationale  I EC 61 076-4-1 1 6  a  été  établ ie  par l e  sous-com ité  48B:  Connecteurs,  
du  com ité  d ’études  48  de  l ’ I EC:  Composan ts  é lectromécan iques  et structures  mécan iques  
pour équ ipements  é lectron iques.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC 61 076,  présentées  sous  l e  t i tre  général  
Connecteurs pour équipements électroniques – Exigences de  produit,  peu t être  consu l tée  sur 
l e  s i te  I n ternet de  l ’ I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant  l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  re latives  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qui  se  trouve sur l a  page de  couverture  de  cette  
publ ication   i nd ique  qu 'el le  contien t des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme u ti l es  à  
une bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante  cou leur.  
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Sous-com i té  48B  de  l ’ I EC:  Connecteurs  

Spéci fi cation  d i spon ibl e  auprès   

du  secrétari at  général  d e  l ’ I EC ou  aux adresses  i nd i quées  en  prem ière  
page.  
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INTRODUCTION  

La Norme in ternationale  I EC 61 076-4-1 1 6  établ i t  des  spéci fications  et des  exigences  d 'essai  
pour un  connecteur haute  vi tesse  en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  i n tégrée  
destiné  à  être  u ti l i sé  comme un  connecteur de  carte  imprimée  dans  des  envi ronnements  
i ndustrie ls.  Les  connecteurs  serven t principalement de  p lateforme pour l es  équ ipements  de  
té lécommun ications  et pour l es  équ ipements  des  réseaux i n formatiques  d 'en treprise.  Ces  
connecteurs  pourron t être  u ti l i sés  dans  d 'au tres  domaines,  par exemple  dans  l ' i ndustrie,  pour 
l 'au tomatisation  de  s i tes,  l es  commandes  de  processus,  l es  communications  i ndustrie l les ,  l e  
domaine  méd ical ,  etc.  

A l 'orig i ne,  l e  type  de  connecteur a  été  développé  par l e  consorti um  PCIMG  (Peripheral 
Component Interconnect Industrial Computer Manufacturers Group) .  PCI  est un  système 
d ' in terconnexion  de  composants  périphériques,  qu i  peut être  u ti l i sé  pour raccorder des  
composan ts  périphériques  à  des  processeurs  en  u ti l i sant une  structu re  de  bus  ou  des  
systèmes  de  transport connectés  en  série.  Ce  consorti um  PICMG a  d éfin i  de  nombreuses  
spéci fications  de  systèmes  décrivan t un  connecteur de  fond  de  pan ier (embase)  en  
combinaison  avec un  connecteur d 'extrém i té  de  carte  (fiche)  comme composant fonctionnel  
d 'une  un i té  enfichable  spéci fi ée.  I l  s 'ag i t des  spéci fications  AdvancedMC.0  et M icroTCA.0.  La  
description  du  système dans  M icroTCA.0  contient également un  programme d 'essai  pour l e  
connecteur.  Des  i n formations  complémentaires  sur l a  Norme PICMG  et ses  spéci fications  
peuven t être  obtenues  su r l e  s i te  web su ivan t:  www.picmg. org.  

Basée sur l e  type  de  connecteur et sur l es  développements  de  l a  Norme PICMG,  l a  présen te  
Norme in ternationale  a  été  développée  par l es  experts  du  sous-com i té  48B  de  l ’ I EC:  
Connecteurs.  Con trai rement à  l a  Norme PICMG,  l e  connecteur décri t  i ci  est consti tué  de  deux 
moi tiés  de  connecteurs  (une  embase et une  fiche,  comme cela  est représenté  sur l a  F igure  
1 ) .  L'embase est basée  sur une  carte  imprimée  enfichable  de  1 , 6  mm  ±  1 0  %  d 'épaisseur 
s im i l a i re  aux spéci fications  de  l a  Norme PICMG.  En  ou tre,  l e  programme d 'essai  de  l a  
présente  Norme d i ffère  de  celu i  défi n i  dans  la  Norme PICMG basée sur l es  essais  existan ts  
précédents  défin is  dans  l ’ I EC  pour que  les  connecteurs  soien t adaptés  aux besoins  de  
l ' i ndustrie.  Le  programme d 'essai  résu l tan t d i ffère  des  procédures  d 'essai  défin ies  par l a  
Norme PICMG non  seu lement par l a  sévéri té  et  l es  cond i tions  des  essais,  mais  également par 
l a  séquence  des  essais .  Des  experts  du  sous-com ité  48B  de  l ’ I EC travai l l en t avec des  experts  
du  consorti um  PICMG pour trouver un  consensus  sur l es  s im i lari tés  et l es  d i fférences  des  
programmes d 'essais  concernés.  Les  résu l tats  seron t publ iés  dans  des  documents  d istincts.   

Un  arrangement typique  pour un  te l  connecteur en  deux parties  est représen té  ci -dessous  
(voi r F igure  1 ) :  
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Figure 1  – Arrangement typique  avec un  connecteur en  deux parties   

Les  contacts  à  connecteurs  en  bout de  carte  pour cartes  imprimées  ne  sont pas  couverts  par 
l a  présente  Norme.  La  ra ison  de  ceci  est que,  con trai rement à  l a  spéci fication  PICMG,  l a  
présente  Norme in ternationale  est destinée  à  défi n i r l e  connecteur comme un  composant avec 
des  procédures  d 'essai  un iquement et non  à  détai l l er l es  fonctions  qu i  ne  sont  pas  
d i rectement l i ées  au  système de  connecteurs.  Des  exemples  de  te l s  détai l s  sont  l es  
caractéristiques  de  la  carte  imprimée.  Tou tefois ,  l e  paragraphe 4 .5. 1  de  l a  présente  Norme 
IEC donne des  in formations  sur le  posi tionnement des  contacts  et l es  caractéristi ques  
mécan iques  des  connecteurs  d 'extrém ité  de  carte.  I l  est possib le  d ’obten i r davan tage  
d ’ i n formations  dans  l a  spéci fication  AdvancedMC.0.  De  tels  con tacts  à  connecteurs  en  bou t 
de  carte  sont appl iqués  d i rectement au  bord  de  la  carte  imprimée et font partie  du  ci rcu i t  
imprimé (fiche).  I l s  forment l ' in terface  avec le  fond  de  pan ier (embase),  comme on  peu t l e  voi r 
sur l a  F igure  2 .  
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Figure 2  – Configuration  typique  avec un  connecteur en  bout de  carte,   
non  couvert dans  la  présente  Norme   

Les  connecteurs  décri ts  dans  l a  présente  Norme son t présentés  dans  l ’ I EC 60297-3-1 07,  qu i  
donne  les  d imensions  des  ti roi rs  et  des  un i tés  enfichables.  
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CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  
EXIGENCES DE PRODUIT –  

 
Partie  4-1 1 6:  Connecteurs  pour cartes  imprimées  –  

Spécification  particul ière  pour un  connecteur haute  vi tesse  
en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  in tégrée  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présente  Norme i n ternationale  établ i t  des  spéci fications  et des  exigences  d 'essai  pour un  
connecteur hau te  vi tesse  en  deux parties  avec une  fonction  de  protection  i n tégrée  destiné  à  
être  u ti l i sé  comme un  connecteur de  carte  imprimée  dans  des  envi ronnements  i ndustrie ls .  

Les  connecteurs  raccordent un  fond  de  pan ier à  des  cartes  imprimées.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent  document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl ique.  Pour les  références  non  datées,  l a  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl iq ue  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 60050-581 : 2008,  Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)  – Partie 581 :  
Composants électromécaniques pour équipements électroniques 

I EC 60068-1 ,  Essais d'environnement – Partie 1 :  Généralités et guide  

I EC 60068-2-52 :  1 996 ,  Essais d'environnement – Partie 2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard 
salin,  essai cyclique (solution de chlorure de  sodium) .   

I EC 60068-2-54:  2006,  Essais d'environnement – Partie 2-54: Essais – Essai Ta: Essai de 
brasabilité des composants électroniques par la  méthode de la  balance de mouillage  

(d ispon ib le  en  ang lais  seu lement)  

I EC 6051 2  ( tou tes  les  parties) ,  Connecteurs pour équipements électroniques – Essais et 
mesures 

IEC 60352-5:  Connexions sans soudure – Partie  5:  Connexions insérées à  force – Exigences 
générales,  méthodes d’essai et guide pratique  

I EC  60352-8:  Connexions sans soudure – Partie  8:  Connexions par compression – Exigences 
générales,  méthodes d’essai et guide pratique  

3 Termes  et defin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  les  défin i ti ons  fourn is  dans  l ’ I EC  60050-
581 ,  s 'appl i quent a i ns i  que  ceux qu i  su iven t.  
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3.1   
contact pour usage général  
con tact é lectrique  n 'ayan t pas  une  fonction  prédéfin ie  (en  termes  de  pu issance,  de  terre  ou  
de  s ignal ) .  La  fonction  peut être  défin ie  en  fonction  de  l 'appl ication .  

4 Données  générales  

NOTE  Dans  l a  présente  spéci fi cation ,  l es  d imensions  sont  i n d iquées  en  m i l l imètres.  

4. 1  Méthode de  montage  recommandée  

La présente  Norme i n ternationale  spéci fie  des  embases  et des  fiches  pouvan t être  i nsérées  à  
force  dans  des  cartes  imprimés.  D 'au tres  techn iques  de  term inaison ,  comme la  brasure  ou  le  
montage  par compress ion ,  doiven t fa i re  l 'objet d 'un  accord  en tre  le  fabricant et l ' u ti l i sateur.  

Un  connecteur complet est consti tué  de  deux moi ti és  de  connecteurs ,  d 'une  fiche  et d 'une  
embase.  

Les  fiches  son t mon tées  sur l e  bord  de  l a  carte  imprimée et  comporten t des  con tacts  mâles  
avec des  bornes  coudées  i nsérées  à  force,  des  bornes  brasées  ou  des  bornes  montées  par 
compress ion .   

Les  embases  sont montées  sur l e  fond  de  pan ier et son t dotés  de  contacts  femel les  avec des  
bornes  droi tes  i nsérées  à  force.  

La  fiche  peut être  om ise,  mais  a lors  le  bord  de  la  carte  imprimée u ti l i sée  doi t être  s im i la i re  à  
ceux de  l a  rég ion  de  connexion  comme cela  est  défi n i  en  4. 5. 1  pour une  fi che.  Le  connecteur 
est  a lors  u ti l i sé  comme un  connecteur en  bou t de  carte.  

4.2  Nombre de  contacts  et  cavi tés  de  contact  

Le nombre  de  contacts  et l eur pos i tion  est fixe  et vau t 1 70.  Le  nombre  de  contacts  dans  la  
rég ion  des  bornes  d 'une  carte  imprimée peu t d i fférer s i  des  broches  de  terre  sont combinées.  

P lus ieurs  posi tions  de  contact (au  tota l  56)  sont réservées  aux connexions  de  terre.    

Les  con tacts  sont  p lacés  sur deux rangées.   

4.3  Valeurs  assignées  et  caractéristiques  

Tension  assignée:  Contact /  con tact  80  V efficace  

Couran t ass igné:  Pu issance:  1 , 52  A à  70  °C   

Terre:  0 , 3  A à  70  °C   

Usage général :  0 , 4  A à  70  °C   

S ignal :  0 , 1  A à  70  °C   

Résistance  d ’ isolement:  1 0  MΩ  m in imum  (1 00  MΩ  m in imum  aux cond i tions  i n i ti a les)  

Catégorie  cl imatique:  55/1 05/56  

Carte  imprimée:  D iamètre  des  trous  méta l l i sés:  0 , 55  ±  0 , 05  mm  

Diamètre  des  trous  percés:  0 , 64  ±  0 , 02  mm  

Epaisseur du  fond  de  pan ier 1 , 4  mm  m in .  

Epaisseur de  carte  imprimée:  à  défi n i r en tre  l e  fabricant et  l e  cl i ent  
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5 Données  techniques  

5. 1  Description  des  styles  et  des  variantes  

Le n iveau  de  performance pour ce  connecteur est  1 .  U ne  méthode de  terminaison  ( l es  bornes  
i nsérées  à  force  selon  l ’ I EC  60352-5)  est normal i sée,  d 'autres  méthodes  son t possib les  après  
accord  en tre  l e  fabrican t et  l e  cl ient.  Les  bornes  montées  par compression  ou  l es  bornes  
brasées  consti tuent de  te l les  méthodes  de  term inaison .  

5.2  Information  sur l 'appl ication   

5.2. 1  Connecteurs  complets  (pai res)  

Un  connecteur complet est consti tué  d 'une  fiche  et d 'une  embase.  

5.2.2  Embases  

Sans  obj et.  

5.2.3  Fiches  

Sans  obj et.  

5.2.4  Accessoires  

Sans  obj et.  

5.2.5  Bl indage et mise  à  la  terre  

Plus ieurs  posi tions  de  contact (au  tota l  56)  sont  réservées  aux connexions  de  terre.    

5.2.6  Type de  borne de  base   

Les  embases  sont connectées  au  fond  de  pan ier par des  bornes  i nsérées  à  force.  I l  convient 
d 'u ti l i ser des  ou ti l s  appropriés .  I l  convien t d 'u ti l i ser ces  outi l s  conformément aux 
spéci fications  des  fabricants .    

5.3  Arrangement des  contacts  

L'arrangement des  contacts  de  connexion  est  i nd iqué  dans  l e  Tableau  1 .  

Tableau  1  – Arrangement des  contacts  

Type de  contact  Numéro  de  broche  Accouplement 

Pu issance  2 ,  9 ,  1 8 ,  27,  42,  57,  72,  84  Prem ier 

Terre  

1 ,  7 ,  1 0 ,  1 3,  1 6,  1 9,  22,  25,  28,  31 ,  34,  37,  40,  43,  46,  49,  52,  55,  58,  61 ,  
64 ,  67,  70,  73,  76,  79,  82 ,  85,  86,  89,  92 ,  95,  98,  1 01 ,  1 04,  1 07,  1 1 0 ,  1 1 3,  
1 1 6,  1 1 9,  1 22,  1 25,  1 28,  1 31 ,  1 34,  1 37,  1 40,  1 43,  1 46,  1 49,  1 52,  1 55,  1 58,  
1 61 ,  1 64,  1 70  

Prem ier 

Usage  général  

4  Prem ier 

5,  6 ,  8 ,  1 7,  26,  41 ,  56,  71 ,  1 65,  1 66,  1 67,  1 68,  1 69  Deuxi ème 

3,  83  Dern ier 

Pai res  
d i fféren tie l l es  

1 1 /1 2 ,  1 4/1 5,  20/21 ,  23/24,  29/30,  32/33,  35/36,  38/39,  44/45,  47/48,  50/51 ,  
53/54,  59/60,  62/63,  65/66,  68/69,  74/75,  77/78,  80/81 ,  87/88,  90/91 ,  93/94,  
96/97,  99/1 00,  1 02/1 03,  1 05/1 06,  1 08/1 09,  1 1 1 /1 1 2 ,  1 1 4/1 1 5 ,  1 1 7/1 1 8,  
1 20/1 21 ,  1 23/1 24,  1 26/1 27,  1 29/1 30,  1 32/1 33,  1 35/1 36,  1 38/1 39,  1 41 /1 42,  
1 44/1 45,  1 47/1 48,  1 50/1 51 ,  1 53/1 54,  1 56/1 57,  1 59/1 60,  1 62/1 63  

Trois ième  
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6 Informations  d imensionnel les  

6. 1  Général i tés  

Les  d imensions  sont i nd iquées  en  m i l l imètres,  l es  schémas  son t représen tés  en  proj ection  du  
prem ier d ièdre.  La  forme des  connecteurs  peu t varier par rapport à  cel les  qu i  sont i nd iquées  
sur l es  dessins  ci -après,  à  cond i tion  qu 'el l es  n 'affectent pas  les  d imensions  spéci fiées.  

Les  exigences  su ivan tes  s ’appl i quent au  connecteur complet consti tué  de  l 'embase  et  de  l a  
fiche.  

Les  d imensions  manquantes  doiven t être  chois ies  en  fonction  des  caractéristiques  communes  
et de  l eur u ti l i sation  prévue.  Les  d imensions  d ' in terface  de  l a  fiche  (mâle)  doivent être  
chois ies  en  fonction  des  caractéristi ques  communes  des  embases  (femel le).  

6.2  Vue  en  perspective  et caractéristiques  communes  

6.2. 1  Embase et fiche  

 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

Fond de panier 

Carte imprimée 

 
 Exemple de guide 
 de carte imprimée 

B1  

b2  i1  

A1  

l2  

A2  

IEC   425/12  

Figure 3  – Embase  et  fi che   

6. 2.2  Caractéristiques  communes  

Sans  obj et.  

6.2.3  Système  de  référence   

Le  système de  référence est  présen té  dans  les  F igures  7,  8  et 9 .  
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6.3  Informations  sur l 'accouplement 

6.3. 1  Cond itions  d 'accouplement 

Le  décalage  l atéral  maximal  adm iss ib le  est  présenté  sur l a  F igure  4.   

 

1 

1 

IEC   426/12 

 

Figure  4 – Conditions  d 'accouplement:  décalage latéral  

Le  défaut d 'a l ignement ou  le  décalage  angu la i re  maximal  possib le  est présen té  sur l a  
F igure  5 .  

 

±0
,5
° 

 

±0
,5
° 

IEC   427/12 

 

Figure  5  – Conditions  d 'accouplement:  défaut  d 'al ignement,  décalage angu lai re  

 

 
 
 Enfoncé jusqu’à 
 la butée 

IEC   428/12  

Figure  6  – Conditions  d 'accouplement:  butée  

La  fiche  et  l 'embase  doiven t être  branchées  j usqu 'à  ce  que  l a  fiche  touche  la  bu tée,  voi r 
F i gure  6 .   

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 65  – 
© I EC  201 5  

NOTE  En  posi ti on  accouplée,  des  gu i des  de  carte  imprimée  permetten t  d 'évi ter un  importan t  défaut  d 'a l i gnement,  
voi r F i gure  3.  

6.3.2  Planari té  

Sans  obj et.  

6.4  Embase  

6.4. 1  Dimensions  

 

Figure 7  – Embase  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 66  –  I EC  61 076-4-1 1 6:201 2+AMD1 : 201 5  CSV 
  © I EC  201 5  

Tableau  2  – Dimensions  des  embases   

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum  Nominal  

A 1  74, 9    

B1  7, 5    

C1  2, 3  1 , 9   

l1  65, 2  65, 1   

a1    0 , 75  

a2    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b1  1 , 98  1 , 82   

d1  5, 9  5, 7   

f1  3, 6  3 , 4   

g1  7, 1    

h1   1   

 

6.4.2  Bornes  

Les  bornes  sans  brasure  doivent être  conformes  à  l a  Norme I EC  60352  appl icable.  Pour l es  
bornes  i nsérées  à  force,  la  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-5  et pour l es  bornes  montées  
par compress ion ,  l a  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-8.   

Pour les  bornes  brasées,  l a  brasabi l i té  est soum ise  à  l 'essai  conformément à  
l ’ I EC 60068-2-54.   

 

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 61 076-4-1 1 6: 201 2+AMD1 : 201 5  CSV – 67  – 
© I EC  201 5  

6.5  Fiche  

6.5. 1  Dimensions  

 

A2  
0, 1  

Position  85 

84 

83 

Position  

87 

86 88 
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3 1  

1 68 
1 69 

1 70 
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0,1  L 
B2  

C
2
 

 
Y 

 
X 

a3  

a4  

l2  
L 

IEC   430/12  

Figure 8  – Fiche,  partie  1  
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NOTE  *  Ces  d imensions  sont  spéci fi ques  au  fou rn i sseur.  

Figure 9  – Fiche,  partie  2  
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Tableau  3  – Dimensions  des  fiches  

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum Nominal  

A2  70    

B2  67, 2    

C2   1 0 , 6   

a3    0, 75  

a4    84  ×  0 , 75  (=  63)  

b2  1 , 76  1 , 44   

d2  0, 5  0 , 3   

e1  62°  43°   

f2  3, 6  3 , 4   

g2   7 , 4   

h2  3, 4    

i1    (7, 9)  

j1  4, 5    

k1   0 , 4   

l2  65, 1  64, 9   

m1   0 , 4   

n1   0 , 4   

p1  2, 97    

r1   3 , 73   

s1    0, 6  

t1  0, 5  0 , 46   

 

6.5.2  Bornes  

Les  bornes  sans  brasure  doivent être  conformes  à  l a  Norme I EC  60352  appl icable.  Pour l es  
bornes  i nsérées  à  force,  la  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-5  et pour l es  bornes  montées  
par compress ion ,  l a  Norme appl icable  est  l ’ I EC  60352-8.   

Pour les  bornes  brasées,  l a  brasabi l i té  est soum ise  à  l 'essai  conformément à  
l ’ I EC 60068-2-54.   

La  d ispos i ti on  des  bornes  des  cartes  imprimées  (pos i ti on  et ta i l le  des  connexions,  etc. )  
i n fl uence fortement l es  caractéristiques  de  performance du  connecteur.  Ces  in formations  
doivent fa i re  l ’ obj et d ’ un  accord  entre  le  fabrican t et l e  cl ien t.  Ceci  ne  restrein t par l e  
développement techn ique.    

6.6  Accessoires  

Sans  obj et.  
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6.7  Informations  sur l e  montage  des  embases  

Les  d imensions  des  trous  des  cartes  mères  sont  conformes  à  la  F igure  1 0  et au  Tableau  4.  

 

O1  

X2  

X1  

Contour d’enveloppe 

 
Axe de fente pour carte     

L1  

q1  

M1  
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1
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2×
 

2)
 

                 
              Rangée de terre     

x5  

x4  z1  

y
1
 

y
2
 

z
2
 

w1  

z3  

∅0,05 M1  L1  

1 )  
Tous les trous 

x3  

IEC   432/12 

 

F igure  1 0  – Dimensions  des  trous  dans  l e  fond  de  pan ier 
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Tableau  4  – Dimensions  des  trous  dans  l e  fond  de  pan ier 

Dimensions en mm 

Lettre  Maximum M in imum Nominal  

O1    69, 3  

q1    31 , 225  

u1  2, 5  2 , 3   

x1    2 , 25  

x2    26  ×  2 , 25  (=  58, 5)  

x3    0 , 2  

x4    1 , 5  

x5    2  ×  1 , 5  (=  3)  

y1    1 , 5  

y2    4  ×  1 , 5  (=  6)  

z1    4 , 1 75  

z2    1 , 35  

z3    3 , 425  

w1  0, 6  0 , 5   

 

6.8  Informations  sur l e  montage  des  connecteurs  

Voi r F igu re  3 .  

6.9  Cal ibres  

Sans  obj et.  

6.9. 1  Cal ibres  de  forçage et  cal ibres  de  force  de  rétention  

Sans  obj et.  

6.9.2  Cal ibre  d 'essai  pour l e  premier point de  contact 

Sans  obj et.  

7 Caractéristiques  

7. 1  Catégorie  cl imatique  

Cond i tions:  conformes  à  l ’ I EC 60068-1  et au  Tableau  5 .  

Tableau  5  – Catégorie  cl imatique  

Catégori e  
cl imatique  

Température  de  catégorie  Essai  con tinu  de  chaleur humide  

Jours  Basse   
°C  

Haute   
°C  

Température  
°C  

Humid i té  rel ative  
%  

55/1 05/56  – 55  1 05  40  93  56  
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7.2  Caractéristiques  électriques  

7.2. 1  Lignes  de  fu i te  et  d istances  dans  l ’ ai r 

Entre  tous  l es  contacts  de  s i gnal  et  en tre  les  contacts  de  s i gnal  e t de  terre,  l es  l i gnes  de  fu i te  
et  les  d is tances  dans  l 'a i r sont  au  m in imum  0, 1  mm.  

NOTE  I n formations  re lati ves  à  l 'u ti l i sation  – La  tens ion  assignée  adm issible  dépend  de  l ' u ti l i sation  ou  des  
exi gences  de  sécuri té  spéci fi ées.  Des  réductions  des  d i stances  dans  l 'a i r ou  des  l i gnes  de  fu i te  peuvent i n terven i r 
en  rai son  de  l a  carte  imprimée  ou  du  câblage  u ti l i sé  et  e l l es  doiven t  être  d ûment pri ses  en  compte.  

7.2.2  Tension  de  tenue  

Cond i tions:  I EC  6051 2-4-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  et désaccouplés   

Arrangement du  câblage  conformément à  8. 7  

Tableau  6  – Tensions  d ' isolement assignées  

Toutes les dimensions sont indiquées en V efficace.  

 Pai re  
d i fféren tiel l e  

s ignal  – 
s ignal  

Pai re  
d i fféren tiel l e  
s ignal  – terre  

Un iversel  
s ignal  – 
s ignal  

Un iversel  
s ignal  – terre  

Pu issance  
– pu issance  

Pu issance  – 
terre  

Tension  
d ’ i solation  80  80  80  80  80  80  

 

7.2.3  Courant l imite  admissible  

Cond i tions:  I EC  6051 2-5-2  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés   

Arrangement du  câblage  conformément à  8 . 4  

Courbes  de  température  pour chaque  conducteur présen té  au  Tableau  1  à  mesurer avec l es  
courants  de  tous  l es  au tres  conducteurs  du  Tableau  7 ,  pour ten i r compte  de  l 'effet du  
chauffage  sur d 'au tres  types  de  conducteur.  A ces  couran ts,  u ne  augmentation  maximale  de  
l a  température  de  30  K est au torisée.  

Tableau  7  – Courant assigné  par broche à  une température  ambiante  de  70  °C   

Toutes les dimensions sont indiquées en A .  

 Conducteur 
un iversel   

Conducteur 
de  terre  

Conducteur 
de  pu issance  

Conducteur 
de  pai res  

d i fféren tiel les  

Courant 
assigné   0, 4  0, 3  1 , 52  0 , 1  

 

7.2.4  Résistance  de  contact  

Cond i tions:  I EC  6051 2-2-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  

Arrangement du  câblage  conformément à  8. 2  
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Tableau  8  – Variation  de  résistance de  contact  maximale  admissible  

Toutes les dimensions sont indiquées en mΩ .  

 Conducteur 
un iversel   

Conducteur de  
terre  

Conducteur de  
pu issance  

Conducteur de  
pai res  

d i fféren tiel les  

Rési stance de  l i gne  
in i tiale  maximale    60  60  60  60  

Variation  maximale  
par rapport à  l a  
valeur i n i tiale  

1 5  1 5  1 5  1 5  

 

7.2.5  Résistance  d ’ i solement  

Cond i tions:  I EC  6051 2-3-1 ,  méthode  B  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteurs  accouplés  

Tension  d 'essai  80  V c. c.  

Tableau  9  – Résistance d ' isolement m in imale    

Toutes les dimensions sont indiquées en Ω .  

 Pai re  
d i fféren tiel le  
conducteur /  
conducteur  

Pai re  
d i fféren tiel l e  
conducteurs  /  

terre   

Un iversel le  
conducteur /  
conducteur  

Conducteurs  
de  pu issance  

Conducteurs  
de  pu issance  

Conducteurs  
de  pu issance  

Valeur 
i n i tiale  1 08  1 08  1 08  1 08  1 08  1 08  

Après  
humid i té  1 07  1 07  1 07  1 07  1 07  1 07  

 

7.2.6  Impédance  

L' inductance de  l i gne  entre  la  borne  de  l a  carte  du  modu le  et l a  borne  du  fond  de  pan ier doi t  
être  au  maximum  de  60  nH .  

7.2.7  Caractéristiques  de  transmission  

7.2.7. 1  Profi l  de  l ' impédance  

L' impédance  doi t être  mesurée  avec un  temps  de  montée  de  source  in férieur à  35  ps  (20  %  à  
80  %).  Le  montage  et l es  câbles  d 'essai  ne  doiven t pas  a l térer l e  temps  de  montée  de  p lus  de  
20  ps  au  poin t  d 'essai  approprié ,  c'est-à-d i re  un  temps  de  montée  maximal  de  55  ps  en trant 
dans  la  rég ion  des  bornes  de  l a  carte  du  connecteur en  essai .  On  peu t i gnorer l a  
désadaptation  d ' impédance  de  l a  rég ion  de  trans i ti on  entre  l 'embase et l a  fiche  (extrém i té  de  
carte  facu l tati ve)  pu isque  les  d imensions  des  p lages  de  con tact sur l a  carte  l i bre  son t 
géométriquement fixes  (espace l im i té  pour l 'optim isation).  Les  poin ts  de  référence 
(transi ti ons)  du  connecteur conformément à  la  F igure  1 1  doiven t être  i denti fi és  dans  l e  profi l  
de  l ' impédance  mesurée.  
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Figure 1 1  – Points  de  référence  

Exigences:   

Impédance d i fférentie l le  (D i ff. ) :  1 05  Ω  ±  1 0  Ω  en tre  les  poin ts  de  référence  AB  et BD  (c'est-à-
d i re  sans  l a  borne  de  la  carte  imprimée et  l e  poin t  de  con tact).  

Impédance  s imple  (SE:  Single-Ended)  55  Ω  ±  1 0  Ω  en tre  l es  poin ts  de  référence  AB  et BD  
(c'est-à-d i re  sans  l a  borne  de  l a  carte  imprimée et  l e  poin t de  contact) .  

7.2.7 .2  Retard  de  propagation  

Le  vendeur doi t  spéci fi er l es  caractéristi ques  de  propagation  du  connecteur pour l es  pa ires  
d i fférentie l les  du  côté  de  base  et étendu .  

Paramètres:  

– Retard  de  propagation  dans  le  connecteur,  

– Obl iqu i té  dans  une  pa ire  d i fférentie l l e ,  

– Retard  de  propagation  en tre  des  pai res  d i fféren tie l les,  

– Retard  de  propagation  entre  des  rangées  de  con tacts .  

7.2.7 .3  Paramètres  S  

La gamme de  fréquences  pour l es  mesures  doi t a l l er des  va leurs  con tinues  à  24  GHz.  Les  
valeurs  continues  et l es  valeurs  in férieures  au  MHz peuvent être  i n terpolées  ou  mesurées  
séparément.  Le  profi l  d ' impédance peu t être  calcu lé  à  parti r des  fich iers  de  paramètres  S  tant  
que  l e  temps  de  montée  de  la  source  est équ ivalent  à  moins  de  35  ps  (20  %  à  80  %).  

Les  paramètres  S  doiven t être  affichés  j usqu 'à  20  GHz.  I l  convient d 'appl i quer des  méthodes  
de  précorrection  d 'erreu rs  et de  post-correction  d 'erreurs  pour i soler l es  paramètres  des  
connecteurs  des  données  mesurées,  pu isque  l es  résu l tats  incluan t l e  montage  d 'essai  
donnent seu lement une  i nd ication  sur l es  performances  du  connecteur.  Les  exigences  de  
performances  du  montage  d 'essai  son t décri tes  en  8. 9.  

Les  données  des  paramètres  S  peuven t également être  mesurées  avec un  anal yseur de  
réseau  temporel  (TDNA:  Time Domain Network-Analyzer) .  

Paramètres:  

– Affaib l issement de  réflexion  (RL)  

– Affaib l issement d ’ i nsertion  ( I L)  

– Parad iaphon ie  (NEXT)  

– Téléd iaphon ie  (FEXT)       
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Pour l es  mesures  de  NEXT et de  FEXT,  l es  combinaisons  su ivantes  doiven t être  mesurées  
(voir également la  F igure  1 2):   

– en tre  pa ires  ad jacentes  ( l es  deux rangées  de  contacts) ,   

– en tre  pa ires  opposées,   

– en tre  pai res  d iagonales  (dans  l es  deux sens).  

 

Adjacente (les deux rangées):  XT1 ;  XT2 

Diagonale (les deux directions):  XT3;  XT4 

Opposée:  XT5 

IEC   434/12  

Figure  1 2  – Combinaison  de  d iaphonies  

Exigences:  

0  à  2 , 5  GHz sur l es  p lans  de  référence  AB//BD/AD  (c'est-à-d i re  sans  carte  imprimée)  

– SDD1 1  <  –  1 0  dB  

– SDD21  >  –  2  dB  

2 , 5  GHz à  6  GHz sur l es  p lans  de  référence  AB//BD/AD  (c'est-à-d i re  sans  carte  imprimée)  

– SDD1 1  <  –  5  dB  

– SDD21  >  –  4  dB  

Diaphon ie  (NEXT/FEXT)  

– <  –  30  dB  chacune   

–  5  sommes  de  pu issance  des  agresseurs  dans  le  cas  l e  p lus  défavorable  NEXT (tous  l es  
agresseurs  son t en  réception)  et  FEXT (tous  l es  agresseurs  sont en  ém ission) .   

NOTE  Pour pl us  d e  déta i l s ,  se  reporter à  l 'Annexe  69B. 4  de  l a  I EEE  802. 3ap.  

∑

∑

−=

−=

n

fFEXT

n

fNEXT

n

n

fPSFEXT

fPSNEXT

)1 0log(10)(

)10log(10)(

10/)(

10/)(

 

7.3  Caractéristiques  mécan iques  

7.3. 1  Fonctionnement mécan ique  

Tous  l es  con tacts  doiven t tolérer 200  cycles  de  fonctionnement sans  charge  n i  dommages  qu i  
a l térera ien t l e  fonctionnement normal .   
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7.3.2  Forces  d ’ insertion  et d ’ extraction  

Cond i tions:  I EC  6051 2-1 3-1  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Vi tesse  d ' i nsertion  et d 'extraction :  1 0  mm  par seconde max.  

La  force  nécessaire  pour i nsérer ne  doi t  pas  dépasser 1 00  N .  

La  force  nécessaire  pour extra ire  ne  doi t  pas  dépasser 65  N .  

7.3.3  Rétention  des  contacts  dans  l ’ isolant  

Sans  objet.  

7.3.4  Charge  statique transversale  

Les  connecteurs  doivent supporter une  charge  s tatique  de  200  N  pendant 1  m in  dans  l 'état 
en tièrement accouplé  sans  dommages  qu i  a l téreraient  l e  fonctionnement normal .  

La  force  doi t être  appl iquée  à  l a  fiche  conformément à  la  F igure  1 7.  

7.3.5  Force de  rétention  de  cal ibre  

Sans  objet.   

7.3.6  Vibrations  (s inusoïdales)  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-4  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteur accouplé,  arrangement conformément à  8. 5   

Gamme de  fréquences:  1 0  Hz à  2  000  Hz 

Accélération  200  m /s² ou  ampl i tude  de  1 , 5  mm  

Durée  3  ×  2  h /axe,  hu i t  ba layages  dans  chaque sens  sur l es  tro is  axes  (32  ba layages  dans  
chaque  sens)   

Exigences:  pas  d 'augmentation  de  la  rés istance  au-delà  de  1 0  Ω  pendant p lus  de  1 0  ns  

7.3.7  Chocs  

Cond i tions:  I EC  6051 2-6-3  

Cond i tions  atmosphériques  normal isées  

Connecteur accouplé,  arrangement conformément à  8 . 5   

Accélération  500  m /s²  

Durée  d ’ impact 1 1  ms  

Trois  chocs  dans  deux sens  par axe,  sur l es  tro is  axes  (1 8  chocs  au  tota l )  

Exigences:  pas  d 'augmentation  de  la  rés istance  au -delà  de  1 0  Ω  pendant  p lus  de  1 0  ns  

7.3.8  Méthode de  polarisation  

Sans  obj et.  

7.3.9  Robustesse et efficaci té  des  d ispositi fs  de  codage  

Sans  obj et.   
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8 Programme d’essai  

8. 1  Général i tés  

Le programme d 'essais  i nd ique  tous  l es  essais  et  l 'ordre  dans  l equel  i l s  doiven t être  effectués  
a ins i  que  l es  exigences  à  satisfai re.  

Sauf spéci fication  con trai re,  on  doi t  soumettre  à  un  essai  des  j eux de  connecteurs  accouplés.  
Durant l a  séquence complète  d 'essais,  on  doi t ve i l ler à  conserver une  combinaison  
particu l i ère  de  connecteurs;  par exemple,  lorsque  l e  désaccouplement est nécessai re  pour un  
essai ,  l es  mêmes  connecteurs  doivent  être  de  nouveau  accouplés  pour les  essais  su ivants .  

Dans  ce  qu i  su i t,  un  j eu  de  connecteurs  accouplés  est appelé  un  spécimen .  

Avan t l e  débu t de  l 'essai ,  l es  connecteurs  doivent avoir été  stockés  pendant au  moins  24  h  à  
l 'état  non- inséré  dans  des  cond i tions  cl imatiques  normales  pour réal iser l 'essai  conformément 
à  l ’ I EC 60068-1 .   

Quand  des  essais  i n i ti aux selon  le  groupe  d 'essai  P  on t été  réal isés,  tous  l es  spécimens  son t 
d i visés  se lon  les  g roupes  d 'essai  A à  F ,  sauf l es  spécimens  du  groupe  d 'essai  G .   

Le  nombre  de  spécimens  nécessaire  pour la  séquence  d 'essai  et l ' i nspection  complète  est  
défin i  dans  l e  Tableau  1 0 .  

Tableau  1 0  – Nombre de  spécimens  pour une séquence  d 'essai  

Groupes  d 'essai  

P  A B  C  D  E  F  G  H  

29  6  8  4  4  4  Voi r N ote  1  Voi r N ote  2  3  

NOTE  1  Pu i sque  l es  essais  d u  g roupe  F  ne  son t  pas  appl i cables ,  aucun  spécimen  n 'est  requ is  pour ce  g roupe  
d 'essai ,  sauf spéci fi cati on  con trai re  par l e  fabricant.  

NOTE  2  Le  nombre  de  spécimens  pour l e  g roupe  d 'essai  G  dépend  d u  type  de  borne  soum ise  à  un  essai  et  d e  
l a  norme d 'essai  appl i cable.  Ces  spécimens  ne  subissen t pas  d 'essais  i n i t i aux sel on  l e  g roupe  d 'essai  P .  

 

Au  moins  1 0  contacts  par spécimen  doivent être  pris  en  compte  pour l a  mesure  des  valeurs  
d 'essai .  

8.2  Arrangement pour l a  mesure  de  l a  résistance  de  contact  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

 

V 

I  

IEC   435/12  

Figure 1 3  – Arrangement pour l a  mesure de  l a  résistance  
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8.3  Arrangement pour l a  mesure  des  perturbations  des  contacts  (essai  de  chocs  et 
de  vibrations)   

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

Contacts  à  survei l l er (8  pa ires  de  contacts):   

5-6 ;  35-36;  59-60;  83-84;  90-91 ;  1 20-1 21 ;  1 44-1 45;  1 69-1 70  

 

Equipement de contrôle 
de discontinuité 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

IEC   436/12  

Figure 1 4 – Arrangement pour l a  mesure des  perturbations  des  contacts   

La  mesure  de  l a  rés istance  de  con tact doi t  être  effectuée  sur l e  nombre  de  contacts  spéci fiés .  
Un  arrangement schématique  est représenté  à  l a  F igure  1 2 .  

8.4  Arrangement pour l a  mesure  du  courant  admissible  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essai  2a  

 

I =  0,5 A (contacts universels connectés en série) 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

I =  0, 1 25 A (contacts de signaux haute vitesse connectés en  série) 

I =  1 ,9 A (contacts de puissance connectés en série) 

I =  0,375 A (contacts de terre connectés en série)  

IEC   437/12  

Figure 1 5  – Arrangement du  câblage  pour l a  mesure  du  courant  admissible  
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8.5  Arrangement pour l es  essais  de  contrainte  dynamique  

Cond i tions:  I EC  6051 2,  essais  6c et  6d   

 

 
 
 Fiche 

 
 
 Embase 

Fond de panier 

30  

Carte imprimée 

IEC   438/12  

Figure 1 6  – Montage  d 'essai  pour l es  chocs  et  vibrations  

8.6  Arrangement pour l 'essai  de  charge  statique  transversale  

Cond i tions:  La  charge  s tati que  doi t  ê tre  appl i quée  conformément à  l a  F igure  1 7.  

 Direction  de 
la force appl iquée 

 
 Enfoncé jusqu’à 
 la butée 

IEC   439/12  

Figure 1 7  – Appl ication  de  l a  charge  statique  

8.7  Arrangement pour l a  tension  de  tenue et l a  tension  de  polarisation  

L'arrangement du  câblage  pour la  tens ion  de  tenue  est conforme à  l a  F igure  1 8 .  L’essai  doi t  
être  réal isé  conformément à  l ’ I EC  6051 2-4-1 ,  Essai  4a.  
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 Embase 

 
 
 Fiche 

Terre V 

IEC   440/12  

Figure  1 8  – Arrangement de  la  mesure  pour l a  tension  de  tenue  

8.8  Arrangement pour l es  essais  d ' inflammabi l i té  

Cond i tions:  I EC  6051 2-9,  essai  20  a  

 

Elément en essai  

5 

80°  45°  

IEC   441/12  

Figure 1 9  – Arrangement de  la  mesure  pour l es  essais  d ' inflammabi l i té  

8.9  Cartes  d 'essai  pour des  caractéristiques  d ' impédance  et  de  transmission   

Les  cartes  d 'essai  doiven t permettent de  réal iser l 'essai  sur au  moins  quatre  pai res  
d i fférentie l l es  vois ines,  deux pai res  ad jacentes  de  chaque côté  p lus  les  deux pai res  opposées  
(voir F i gure  20) .   

 
IEC   442/12  

Figure 20  – Région  de  sortie  de  l 'empreinte  du  connecteur  
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La  dégradation  du  temps  de  montée  des  cartes  d 'essai  doi t être  i n férieu re  à  20  ps  (20  %  à  
80  %)  par carte.  50  Ω  impédance s imple  et 1 00  Ω  impédance d i fféren tie l le  avec une  tolérance  
de  6  %  maximum  pour l es  deux.  Les  pertes  doiven t être  i n férieures  à  1  dB  à  1  GHz,  3  dB  à  
5  GHz et 6  dB  à  1 0  GHz.   

 
IEC   442/12  

Figure 21  – Exemple  de  montage  d 'essai  pour embases   

 
IEC   444/12  

Figure 22  – Exemple  de  montage  d 'essai  pour fiches   

Le mon tage  d 'essai  peu t i nclure  des  s tructu res  pour l a  précorrection  d 'erreur et le  
désaccouplage  du  connecteur.  La  l ongueur des  traces  des  d i fféren tes  connexions  sur chaque 
montage  d 'essai  doi t être  adaptée  mécan iquement à  une  l ongueur i n férieure  à  0 , 05  mm.  La  
l ongueur de  trace  peut  être  d i fféren te  sur d i fféren ts  montages d 'essai  (des  exemples  sont 
donnés  dans  l a  F igure  21  et l a  F i gure  22) .  

8. 1 0  Préconditionnement 

Avant d 'effectuer les  essais ,  l es  connecteurs  doivent  être  précond i ti onnés  dans  des  
cond i ti ons  spéci fi ées  dans  l ’ I EC  60068-1  pendant une  période  de  24  h ,  sauf i nd ication  
con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière  de  produ i t.  

8. 1 1  Câblage et montage des  spécimens  

8. 1 1 . 1  Câblage  

Voi r de  8. 1  à  8 . 9 .  

8. 1 1 .2  Montage  

Lorsqu 'un  montage  est nécessaire  dans  un  essai ,  l es  connecteurs  doiven t être  sol i dement 
montés  sur une  p laque  de  métal ,  une  carte  imprimée ou  sur des  accessoi res  spéci fi és,  se lon  
l e  cas,  en  u ti l i san t l a  méthode  de  mon tage  normale  et des  d ispos i ti fs  de  fi xation  comme cela  
est  décri t  de  8 . 1  à  8. 9 .  
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8. 1 2  Procédures  d 'essai  et  méthodes  de  mesure  

Les  méthodes  d 'essai  spéci fi ées  et  données  dans  l es  normes  appl icables  son t l es  méthodes  
préféren tie l les,  mais  pas  nécessai rement les  seu les  qu i  peuvent être  u ti l i sées.  Toutefois ,  en  
cas  de  l i ti ge,  l a  méthode  spéci fiée  doi t  être  u ti l i sée.  

Sauf i nd ication  contrai re,  tous  l es  essais  doiven t être  effectués  dans  les  cond i tions  
atmosphériques  normal isées  des  essais,  comme cela  est spéci fié  dans  l ’ I EC  60068-1 .  

8. 1 3  Tableaux de  programmes  d ’essai  

8. 1 3. 1  Groupe  P  – Prél iminai re  

Tous  l es  spécimens  (sau f ceux du  groupe d 'essai  G)  doivent être  soum is  aux essais  su ivants  
conformément au  Tableau  1 1 .  

Tableau  1 1  – Groupe  P  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  
ou  

condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PLa  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

P1     Examen  
général  

  Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r 
de  dommage  
susceptib le  d ’affecter 
l e  fonctionnement  
normal .  

Les  spécimens  ne  
présentent  pas  de  
fi ssure,  de  bavu re,  n i  
au tre  défi ci ence.  

Examen  des  
d imensions  
et  de  l a  
masse 

1 b   Les  d imensions  
doi ven t  être  
conformes  à  cel l es  
spéci fi ées  dans  l es  
fi gu res  appl i cabl es  et  
dans  l es  tableaux de  
l 'Arti cl e  3  

P2  Méthode  de  
polari sati on  

1 3e  Sans  obj et      

P3     Résistance  
de  contact  

2a   Tous  l es  con tacts :  
60  mΩ  max.  voi r 7 . 2 . 4  

P4     Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 08  Ω  m i n .   

voi r 7 . 2 . 5  

P5     Tension  de  
tenue  

4a   Selon  7 . 2 . 2  

Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

a  Comme seu l  l e  n i veau  de  performance  (PL)  1  est  défi n i ,  aucune  d i fféren tiati on  dans  l es  normes  n 'est 
nécessai re.  Ceci  s 'appl i que  à  tous  l es  g roupes  d 'essai .  

 

Les  spécimens  doiven t être  d i visés  en  s ix g roupes.  Tous  l es  connecteurs  dans  chaque g roupe  
doivent  subi r l es  essais  spéci fiés  pour l e  groupe appl icable.  

8. 1 3.2  Groupe  d 'essai  A– Essais  dynamiques/cl imatiques  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  A doivent  être  soum is  aux essais  su i van ts  conformément au  
Tableau  1 2 .  
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Tableau  1 2  – Groupe  A 

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1  Forces  
d ’accoupleme
nt et  de  
désaccouplem
ent  

 Vi tesse:  
1 0  mm/s  
max.  

Forces  
d ’accouplement  et  
de  
désaccouplement  

1 3a   Selon  7 . 3 . 2  

A2  Endommagem
ent  par sonde  
d ’essai  

1 6a  Sans  obj et  Force  de  rétenti on  
de  cal i bre  

1 6e   Sans  obj et  

A3  Brasabi l i té  1 2a  Sans  obj et,  
voi r phase  
d 'essai  G3  

   Un iquement 
pou r l es  
connecteurs  
avec u ne  borne  
brasée  

A4     Tension  de  tenue  4a   Sans  obj et  

A5  Rétention  des  
contacts  dans  
l ’ i solant  

1 5a  Sans  obj et      

A6  Secousses  6b  Sans  obj et      

A7  Vibrati ons  6d   Pertu rbati on  de  
con tact  

2e   pas  
d 'augmentation  
de  l a  
rés i stance  au -
delà  de  1 0  Ω  
pendant  p l us  
de  1 0  ns  

Connecteu rs  
désaccouplé
s  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptib le  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  
voi r 7 . 2 . 4 ;  
1 0  contacts  
par 
spécimen  

Résistance  de  
con tact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
va l eu r i n i t i a l e  
1 5  mΩ  max.  

 

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 84  –  I EC  61 076-4-1 1 6:201 2+AMD1 : 201 5  CSV 
  © I EC  201 5  

Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A8 Chocs  6c  Arrangement  
dans  l e  
montage,  voi r 
8 . 5  

Accélération  
des  chocs:  
500  m /s2  

Durée  
d ’ impact 
1 1  ms  

Pertu rbati on  de  
contact  

2e   pas  
d 'augmentation  
de  l a  rés i stance  
au -del à  de  1 0  Ω  
pendant  p l us  d e  
1 0  ns  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage 
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  
Voi r 7 . 2 . 4;  1 0  
contacts  par 
spécimen  

Rési stance  de  
contact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
val eu r i n i ti a l e  
1 5  mΩ  max.  

A9  Accélération  
constante  

6a  Sans  obj et      

A1 0  Variati ons  
rap ides  de  
températu re  

1 1 d  – 55  °C  à  
1 05  °C  
Cinq  cycles ,  
30  m in /temps. ,  
temps  de  
rétabl i ssement  
2  h ,  
connecteurs  
accoupl és  

    

Tension  
d 'essai  
80  V c. c.  
Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  
par spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 07  Ω   m i n .  

Tension  
d 'essai  
80  V eff.  
Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85,  
con tacts  par 
spécimen ;  
Câbl age  selon  
6 . 1 . 6  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  con tournement  
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  
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Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1 1  Séquence  
cl imati que  

1 1 a  Connecteu rs  
accoupl és  

    

A1 1 . 1  Chal eu r sèche  1 1 i  Méthode  A,  
1 05  °C,  non  
chargé,  du rée  
1 6  h ,  temps  de  
rétabl i ssement  
2  h ,  tension  
d 'essai  80  V 
c. c.   
85  contacts  
par spécimen  

Résistance  
d ' i solement à  
hau te  
températu re   

3a   1 07  Ω  m i n .  

A1 1 . 2  Chal eu r 
hum ide,  
cycl i que,  
prem ier cycle  

1 1 m  55  °C  
Varian te  1  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  

A1 1 . 3  Froi d  1 1 j  – 55  °C,  
du rée  2  h  

Temps  de  
rétabl i ssement 
2  h  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  

A1 1 . 4  Basse  
pression  
atmosphéri que  

1 1 k Sans  obj et      
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Tableau  1 2  – Groupe  A (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

A1 1 . 5  Chal eu r 
hum ide,  
cycl i que,  
cycles  
restan ts  

1 1 m  55  °C  
Varian te  1  

    

Tension  
d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  contacts  
par spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 0
7
 Ω  m i n .  

Poin ts  de  
connexi on :  
Voi r 7 . 2 . 4 ;  
1 0  con tacts  
par spécimen  

Résistance  de  
con tact  

2a   Augmentation  
par rapport  à  l a  
val eu r i n i ti a l e  

1 5  mΩ  max.  

Tension  
d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  contacts  
par spécimen  

Câbl age  selon  
8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  con tournement  
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

A1 2 . 1  Forces  
d ’accoupleme
nt  et  de  
désaccouplem
ent  

 Vi tesse:  
1 0  mm/s  max.  

Forces  
d ’accouplement 
et  de  
désaccoupleme
nt  

1 3a   Selon  7 . 3. 2  

A1 3  Contrôl e  
vi suel  

 Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  vi suel  1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r d e  
dommage  
susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement 
normal .  
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8. 1 3.3  Groupe  d 'essai  B  – Endurance  mécanique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  B  doivent  être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 3.  

Tableau  1 3  – Groupe  B  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

B1  Force  de  
réten tion  de  
cal i bre  

 Sans  obj et      

B2  Fonctionne
ment 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  mm/s  
max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

La  moi ti é  du  
nombre  
d 'opérations  
spéci fi é  (=  1 00)  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptibl e  
d ’affecter l e  
fonctionnement normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 

i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  
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Tableau  1 3  – Groupe  B  (suite)  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

B3 Corrosi on ,  
atmosphère  
i ndustrie l l e  

1 1 g  Méthode  4  

La  moi ti é  du  
nombre  accouplé  

La  moi ti é  du  
nombre  
désaccouplé  

   1 0  j ou rs  

   Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 

i n i ti a l e  1 0  mΩ  max.  

B4   Fonctionne
ment 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  mm/s  
max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

Le  nombre  restant  
d 'opérations  
(=  1 00)  

    

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptibl e  
d ’affecter l e  
fonctionnement normal .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Rési stance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 

i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

B5  Endommage
ment par 
sonde  
d ’essai  

1 6a  Sans  obj et      

B6  Charge  
s tati que  
transversale  

8a  Arrangement  et  
forces  appl i cab les  
selon  8 . 6  

   200  N  

   Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  normal .  
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8. 1 3.4  Groupe  d 'essai  C  – Humid i té  

Tous  les  spécimens  du  groupe  C  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 4 .  

Tableau  1 4  – Groupe  C  

Phase  
d ’essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

C1  Chal eu r 
hum ide,  
essai  
con ti nu  

1 1 c  Sans  charge  

Tension  de  
polari sati on  
60  V c. c.  

Câbl age  selon  8 . 7  

   56  j ou rs  

Tension  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4 ;  1 0  con tacts  
par spécimen  

Résistance  
de  con tact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  val eu r 

i n i ti a l e  1 5  mΩ  max.  

Tens ion  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  8 . 7  

Tension  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  n i  
contou rnement  
é l ectri que  ne  doi t  être  
constaté.  

Vi tesse:  1 0  mm/s  
max.  

Forces  
d ’accouplem
ent et  de  
désaccouple
ment  

1 3a   Selon  7. 3 . 2  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y avoi r de  
dommage susceptible  
d ’affecter l e  
fonctionnement  normal .  
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8. 1 3.5  Groupe  d 'essai  D  – Charge  électrique  

Tous  les  spécimens  du  groupe  D  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 5.  

Tableau  1 5  – Groupe  D  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

D1  Fonctionnement 
mécan ique  

9a  Vi tesse  1 0  
mm/s  max.  

Repos  30  s  
(désaccoupl é)  

La  moi ti é  du  
nombre  
d 'opérations  
spéci fi é  (=  1 00)  

    

D2  Charge  
électri que  et  
températu re  

9b  Températu re  
ambian te  70  °C  

Charge  
électri que  
selon  
Tableau  7  

Tous  l es  
con tacts  
chargés  

Durée  1  000  h  

Temps  de  
rétabl i ssement  
2  h  

   La  température  
au  cen tre  des  
spécimens  ne  
doi t  pas  dépasser 
l a  température  de  
fonctionnement  
maximale  de  pl us  
de  5  %  

Poin ts  de  
connexi on :  Voi r 
7 . 2 . 4;  1 0  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
de  contact  

2a   Augmentation  par 
rapport  à  l a  
val eu r i n i t i a l e  

1 5  mΩ  max.  

Tension  d 'essai  
80  V c. c.  

Méthode  A 
connecteurs  
accoupl és,  85  
contacts  par 
spécimen  

Résistance  
d ’ i solement  

3a   1 0
7
 Ω   m i n .  

Tension  d 'essai  
80  V eff.  

Méthode  B  
connecteurs  
accoupl és,  
85  con tacts  par 
spécimen   

Câbl age  selon  
8. 7  

Tens ion  de  
tenue  

4a   Aucun  cl aquage  
n i  contournement 
é l ectri que  ne  doi t  
être  constaté.  

Connecteu rs  
désaccouplés  

Examen  
vi suel  

1 a   I l  ne  do i t  pas  y 
avoi r de  
dommage 
susceptib le  
d ’affecter l e  
fonctionnement  
normal .  
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8. 1 3.6  Groupe  d 'essai  E  – Résistance  mécan ique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe  E  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 6.  

Tableau  1 6  – Groupe  E  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  
effectuer 

Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  
modèles  de  
connecteurs  

E1  Robustesse des 
sorties 

1 6f Sans  obj et      

E2  Rétention  des  
con tacts  dans  
l ’ i solant  

1 5a  Sans  obj et      

E3  Endommagement 
par sonde  d ’essai  

1 6a  Sans  obj et      

E4  Mois i ssu res  1 1 e  Sans  obj et      

E5  I n fl ammabi l i té  20a  Un  spécimen  
désaccouplé  

Arrangement  
selon  8. 8  

Durée  
d 'appl i cation  
1 0  s  

   Temps  de  
combustion  1 0  s  
max.  après  retrai t  
de  l a  fl amme 

 

8. 1 3.7  Groupe  d 'essai  F  – Résistance  ch imique  

Tous  l es  spécimens  du  groupe F  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 7 .  

Tableau  1 7  – Groupe  F  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N°  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

F1  Résistance  
aux sol van ts  
et  aux fl u i des  

 Sans  obj et      

NOTE   Pu i sque  l es  essais  d u  g roupe  F  ne  sont  pas  appl i cables ,  aucun  spécimen  n 'est  requ is  pour ce  g roupe  d 'essai ,  
sau f spéci fi cation  con trai re  par l e  fabrican t.  
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8. 1 3.8  Groupe  d 'essai  G  – Connexions  

Tous  les  spécimens  du  groupe  d 'essai  G  doivent être  soum is  aux essais  su ivants  
conformément au  Tableau  1 8.  

Tableau  1 8  – Groupe  G  

Phase 
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  
de  connecteurs  

G1  Borne  i nsérée  
à  force  

 Conformément à  
l ’ I EC 60352-5  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
i nsérés  à  force  

G2  Borne  montée  
par 
compression  

 Conformément à  
l ’ I EC 60352-8  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
montés  par 
compression  

G3  Borne  brasée   Conformément à  
l ’ I EC 60068-2-52  

265  °C,  refusi on  

   Un iquement  pour 
l es  connecteurs  
avec u ne  borne  
brasée  

NOTE   Lorsque  des  preuves  d 'essai  sati sfai santes  pou r l ’ONS  (Organ isme National  de  Su rvei l l ance)  peuvent  être  
présentées,  confi rmant q ue  l es  méthodes  de  connexion  u ti l i sées  par l es  connecteurs  on t  fa i t  l ' obj et  d 'essais  
précédemment,  en  conform i té  avec  l es  essais  spéci fi és  de  l ’ I EC 60352  et  que  l es  résu l tats  en  on t  été  sati sfai san ts,  
l es  phases  d 'essai  G1  à  G2  peuvent  être  om ises.  
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8. 1 3.9  Groupe  d 'essai  H  – Essais  d ' in tégri té  du  signal  

Tous  les  spécimens  du  groupe  H  doivent être  soum is  aux essais  su ivan ts  conformément au  
Tableau  1 9.  

Tableau  1 9  – Groupe  H  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  
d 'essai  

Ti tre  IEC  6051 2  
Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

H1  Mesu re  du  
montage  
d 'essai  

 Voi r 8 . 9  Domaine  
temporel  

Profi l  d e  
l ' impédance  

  –  Profi l  d ' impédance  
s imple  des  traces  SE  

50  Ω  ±  3  Ω  

–  Tracer l e  profi l  
d ' impédance  
d i fféren ti e l l e  d es  

traces  d i ff. 1 00  Ω  

±  6  Ω  

–  Tracer l e  temps  de  
monté  de  20  %  à  
80  %  (d i ff.  et  SE)  à  
l 'extrém i té  ouverte  
des  montages  d 'essai  

≤  55  ps  

Domaine  
fréquenti el  

Paramètre  S  

  –  Tracer S1 1  d es  
traces  s imples  d u  
montage  d 'essai  à  
extrém i té  ouverte.  
Envel oppe  de  S1 1 :  

>  – 2  dB  à  1  GHz;   

>  – 6  dB  à  5  GHz;   

>  – 1 2  dB  à  1 0  GHz 

– Le  cas  échéant,  
tracer I L  et  RL  d 'une  
connexi on  SE  
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Tableau  1 9  – Groupe  H  (suite)  

Phase  
d ’ essai  

Essai  Mesure  à  effectuer Exigences  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

Sévéri té  ou  
condi tion  d 'essai  

Ti tre  IEC  6051
2  

Essai  N °  

PL  Tous  l es  modèles  de  
connecteurs  

H2  Mesu re  des  
spécimens  
pou r 
l ' i n tég ri té  du  
s i gnal  

 Mesu re  du  
spécimen  i ncl uant  
l es  exi gences  sur l e  
montage  d 'essai ,  
voi r 7 . 2 . 7  

Domaine  
temporel  

Profi l  d e  
l ' impédance  

  –  Tracer l e  profi l  
d ' impédance  SE  du  
spécimen   

– Tracer l e  profi l  
d ' impédance  
d i fféren tie l l e  du  
spécimen  

 Domaine  
fréquenti e l  

Paramètre  S  

  –  Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  SE  de  
tou tes  l es  
connexi ons  

– Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  
d i fféren tie l l e  de  
tou tes  l es  
connexi ons  

– Tracer RL et  I L  de  
l ' impédance  
commune  de  tou tes  
l es  connexi ons  

– S i  l e  désaccoupl age  
est  effectué,  tracer 
RL  et  I L  d es  
impédances  SE,  
d i fféren tie l l e  et  
commune  du  
spécimen  
un iquement  

– Tracer d i ff.  NEXT et  
FEXT pou r tou tes  l es  
d i rections  (voi r 
F i gu re  1 2)  

Retard  de  
propagation  

Domaine  
temporel  

  –  Retard  de  
propagati on  dans  l e  
connecteur,  

– Obl i q u i té  dans  une  
pai re  d i fférentiel l e,  

– Retard  de  
propagati on  en tre  
des  pai res  
d i fféren tie l l es,  

– Retard  de  
propagati on  en tre  
des  rangées  de  
con tacts  

H3  Chal eu r 
hum ide,  
essai  conti nu  

1 1 c     56  j ours,  1  spécimen
a
 

Mesu res  du  
DEE  dans  
tous  l es  
domaines  
fréquenti e l s  
(voi r H2)  

 Mesures  effectuées  
moins  d 'une  heu re  
après  l e  retra i t  du  
DEE  de  l a  chambre  
d 'essai  

   Les  performances  S I  ne  
doi vent  pas  être  
a l térées  de  p l us  d e  
2  dB  (chaque  
paramètre  S)  

a
 La  chal eu r h um ide  est  appl i quée  à  u n  seu l  spécimen .  

NOTE  I l  convi ent  d ' i ncl u re  tous  l es  tracés  dans  l e  rapport  d ’ essai .   
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Annexe A 
(in formative)  

 
Essais  aux vibrations  et aux chocs  des  connecteurs  montés  sur une 
structure  mécanique pour équipements  électroniques  conformes à  

l ' IEC 6091 7  et à  l ' IEC 60297  – Montage d 'essai  des  assemblages  avec 
charge massique des  circui ts  imprimés  

A.1  Général i tés  

Les  essais  de  contra in te  d ynam ique  d 'un  connecteur,  te ls  que  défin is  en  8. 5 ,  son t réa l isés  
conformément à  l ' I EC  6051 2,  essais  6c et 6d .  Le  d ispos i ti f en  essai  est composé  d 'un  
connecteur assemblé  su r un  ci rcu i t imprimé.  En  règ le  générale ,  l e  ci rcu i t  imprimé en  essai  
con tien t l e  connecteur,  mais  aucun  autre  composant.  

La  pratique  a  perm is  de  démontrer que  ce  montage  d 'essai  est suffisan t pour la  qual i fication  
du  connecteur et pour comparer l es  résu l tats  des  d i fféren ts  mon tages  et des  d i fféren ts  
l aboratoires  d 'essai .  Tou tefois ,  l es  cartes  présentant des  charges  mécan iques  importan tes,  
dues  à  des  composants  de  poids  é levé,  peuvent engendrer des  mouvements  supplémentai res  
en tre  l ' un i té  enfichable  et l e  bac à  cartes,  respectivement en tre  l a  fiche  du  ci rcu i t  imprimé et  
l 'embase  montée  sur l e  fond  de  pan ier,  ce  qu i  génère  des  m icromouvements  et augmente  
l ' usure  du  revêtement méta l l i que  dans  la  zone  des  contacts  mâles  et femel les.  

La  série  I EC 6091 7  et l a  série  I EC  60297  défin issen t l es  i n terfaces  de  connecteur des  bacs  à  
cartes  et des  un i tés  enfichables  associées.  En  général ,  une  un i té  enfichable  est une  carte  
imprimée.  

L' I EC 61 587-1  et l ' I EC 61 587-5  demandent à  réal iser un iquement l es  essais  aux chocs,  aux 
vibrations  et s ism iques  mécan iques  des  bacs  à  cartes  et des  un i tés  en fichables  avec une  
charge  massique  s imu lée.  Tou tefois ,  l es  performances  é lectri ques  de  l ' i n terface  de  
connecteur ne  son t pas  défin ies.  Le  connecteur peu t satisfai re  aux essais  d 'un  poin t  de  vue  
mécan ique,  mais  ses  fonctionnal i tés  é lectri ques  ne  seron t pas  spéci fiées.  

Le  présent amendement a  pour obj et d 'évaluer l a  combinaison  connecteur/carte  imprimée 
l ourde  (un i té  enfichable) .  

La  présente  norme con tien t un iquement l es  i n formations  et  l es  montages  d 'essai  nécessaires  
aux essais  des  performances  é lectriques  des  connecteurs  pour ci rcu i t  imprimé montés  sur 
des  un i tés  enfichables  à  charge  massique  conformément à  l a  série  I EC  6091 7,  à  l a  série  
I EC 60297  et aux cond i ti ons  de  chocs  et de  vibrations  défin ies  dans  l ' I EC  61 587-1  et  
l ' I EC  61 587-5.  

A.2  Informations  générales  et objecti fs  

La  présen te  Annexe  A établ i t  un iquement l es  exigences  relati ves  au  mon tage  d 'essai  des  
ci rcu i ts  imprimés  à  charge  massique  (un i tés  enfichables)  dotés  de  fiches  et  de  bacs  à  cartes  
assemblés  à  l 'embase  correspondante,  conformes  à  l ' in frastructure  de  l a  série  I EC  6091 7  et  
de  la  série  I EC 60297.  

Les  n iveaux de  sévéri té  de  l 'essai  aux chocs  et  aux vibrations  sont défin is  dans  l ' I EC  61 587-
1 .  Les  n iveaux de  sévéri té  s ism ique  sont  défi n is  dans  l ' I EC  61 587-5.  

La  présente  annexe  a  pour obj et  de  fourn ir une  méthode  d 'essai  pour un  connecteur dans  des  
cond i ti ons  pl us  proches  des  cond i tions  de  service  prévues,  afi n  de  fourn ir des  i n formations  de  
rés istance  de  contact pendant  l a  durée  de  vie  et  l a  sévéri té  attendue  de  l 'u ti l i sation  prévue.  
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A.3  Termes  et défin i tions  

A.3. 1   
un i té  enfichable  
l es  un i tés  enfichables  son t défin ies  dans  la  série  I EC  6091 7  et sont composées,  sous  l eu r 
forme l a  p lus  s imple,  d 'une  carte  imprimée  con tenan t une  fiche  qu i  sert d ' in terface  avec 
l 'embase  du  bac à  cartes  

A.3.2   
u ti l isation  prévue  
méthode d 'u ti l i sation  d 'une  un i té  enfichable  en  essai ,  s imu lan t une  cond i ti on  de  service  
arti ficie l le  i denti fi ée  par l e  fabrican t,  et  en  fonction  de  l aquel l e  l a  configuration  recommandée  
décri te  dans  l a  présente  norme ( la  tai l l e  phys ique  de  l 'un i té  enfichable,  l a  charge  massique,  l e  
main tien ,  l a  d imension  des  bou lons,  l es  grandeurs  et l e  couple,  par exemple)  est u ti l i sée  
pendan t l es  essais  

A.3.3   
plateaux de  chargement s imu lés  
masse s imu lée  fixée  aux un i tés  enfichables  conformément à  l ' I EC  61 587-1 .  Une  masse  
ca lcu lée  pour une  appl ication  particu l ière  peu t être  u ti l i sée  

A.3.4   
pai re  accouplée en  essai  
l a  pai re  accouplée  en  essai  est composée de  la  fiche  (connecteur monté  sur carte  imprimée  
ou  extrém i té  de  carte)  et  de  l 'embase  (montée  su r fond  de  pan ier) .  E l l e  doi t  être  soum ise  à  
essai  en  étan t montée  au  centre  de  l a  carte  imprimée (voir F i gure  A. 4  et  F i gure  A. 5)  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Le  montage  d 'essai  est  composé  de  pl u s ieurs  connecteurs  qu i  peuvent être  p l acés  dans  u ne  
confi gu rati on  spéci fi que  à  l 'app l i cation ,  d ans  l e  cad re  d 'un  accord  en tre  l e  fabrican t  et  l 'u ti l i sateur.  Les  connecteurs  
en  essai  doi ven t  être  montés  su r l a  carte  imprimée  de  l 'u n i té  enfi chabl e  et  l e  fond  de  pan ier du  bac à  cartes  en  
fonction  des  caractéri sti ques  de  montage  prévues  ( i nsertion  en  force,  brasu re,  su rface,  etc. ).  

A.3.5   
spécifique  à  l 'appl ication  
défin i t  une  configuration  u ti l i sée  dans  un  bu t  spéci fique,  convenu  entre  le  fabrican t et  
l ' u ti l i sateur.  L'u ti l i sateur peu t sélectionner une  exigence dans  une  norme ou  une  spéci fication  
ou  défin i r u ne  exigence  de  produ i t  u n ique  
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A.4  Présentation  du  montage d 'essai  

A.4. 1  Montages  d 'essai  existants  pour les  essais  de  contrain te  dynamique – Pas  de  
charge  massique  (voir Figure  A. 1 )  

 

Figure A. 1  – Montages  d 'essai  existants  aux vibrations  et  
aux chocs  – Pas  de  charge massique  

A.4.2  Montage  pour essais  de  contrainte  dynamique  – Avec charge massique (voir 
Figure  A.2)  

 

Figure  A.2  – Montages  d 'essai  aux vibrations   
et  aux chocs  – Avec charge  massique  
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A.5  Montages  d 'essai  aux chocs  et aux vibrations  du  connecteur pour un i tés  
enfichables  à  charge massique  

A.5. 1  Considérations  relatives  à  l a  tai l le  et  l a  charge massique  du  ci rcu i t  imprimé  

Pour les  besoins  de  cet essai ,  l es  ta i l les  de  ci rcu i t imprimé et l a  charge  massique  associée  
défin ies  dans  l ' I EC 61 587-1  doivent être  u ti l i sées.   

A.5.2  Exigences  relatives  au  d ispositi f d 'essais  aux vibrations  et aux chocs  

Le  d isposi ti f d 'essai  doi t  être  auss i  ri g ide  que  poss ib le,  et  conçu  conformément à  
l ' I EC  60068-2-47,  voi r F i gure  A.3.  La  d imension  nom inale  en tre  les  deux ra i l s  de  gu idage  de  
l ' un i té  enfichable  doi t être  supérieure  de  0 , 50  mm  à  l a  d imension  nom inale  des  extrém i tés  de  

ci rcu i ts  imprimés  d ' i nsertion .  La  to lérance  doi t  être  de  ±0,40  mm.  

 

Figure A.3  – Vue  en  coupe du  montage d 'essai  pour  
l es  essais  aux chocs  et  aux vibrations  – Avec charges  massiques  

A.5.3  Essai  aux vibrations  et  aux chocs  – Condition  de  charge massique  
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chois i r l a  cond i ti on  (voir F i gure  A.4  et F i gure  A.5) .  La  d imension  nom inale  des  extrém ités  de  
ci rcu i ts  imprimés  s ' i nséran t dans  l es  ra i l s  de  gu idage  de  l 'un i té  enfichable  doi t ê tre  in férieure  
de  0, 5  mm  à  la  d imension  nom inale  des  deux ra i l s  de  gu idage  de  l 'un i té  enfichable.  La  
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Figure A.4  – Un i té  enfichable  à  charge  massique  – Condition  A 

 

Figure A.5  – Un i té  enfichable  à  charge  massique – Condi tion  B  
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A.6  Programme d’essai  

A.6. 1  Général i tés  

Cet essai  d 'un i té  enfichable  à  charge  massique  peu t être  réal isé  dans  l e  cadre  d 'un  accord  
en tre  le  fabrican t et l ' u ti l i sateur.  I l  ne  s 'ag i t pas  d 'un  essai  de  qual i fication  du  connecteur 
comme spéci fié  à  l 'Article  8,  et  l 'essai  doi t  être  réa l isé  sur des  spécimens  de  connecteur 
venant en  p l us  de  ceux spéci fiés  au  Tableau  1 0.  

Sauf spéci fication  con tra ire,  des  j eux de  connecteurs  accouplés  doivent être  soum is  à  essai .  
Durant l a  séquence  complète  d 'essais,  on  doi t  ve i l ler à  conserver une  combinaison  
particu l i ère  de  connecteurs.  Par exemple,  l orsque  l e  désaccouplement est nécessaire  pour un  
essai ,  l es  mêmes  connecteurs  doivent  être  de  nouveau  accouplés  pour les  essais  su ivants .  

A.6.2  Programme d 'essai  spécifique au  connecteur existant  

Le n iveau  de  sévéri té  de  l 'essai  aux vibrations  et aux chocs  défin i  dans  les  normes  de  
connecteurs  dépend  des  montages  d 'essai ,  comme représenté  sur l a  F igure  A. 1 .  

La  présente  annexe  défin i t  l es  montages  d 'essais  aux vibrations  et aux chocs  et l es  n i veaux 
de  sévéri té  pour les  un i tés  enfichables  avec charge  massique,  comme représenté  sur l a  
F igure  A. 2.  

A.6.3  N iveaux de  sévéri té  de  l 'essai  aux vibrations  et  aux chocs  de  l 'un i té  enfichable  

Les  n i veaux de  sévéri té  des  vibrations  et des  chocs  défin is  dans  l ' I EC  61 587-1  doiven t être  
u ti l i sés.  

A.7  Considérations  relatives  aux essais  aux vibrations  et aux chocs  de  l 'uni té  
enfichable  

A.7. 1  Général i tés  

La  procédure  su ivan te  peu t être  u ti l i sée  avec l es  connecteurs  d 'un i té  enfichable  montés  sur 
des  cartes  et  à  charge  massique  afin  de  fourn ir une  cond i ti on  d 'u ti l i sation  prévue.  E l le  permet 
donc d 'évaluer l a  combinaison  connecteur/carte.  

A.7.2  Procédure  d 'essai  aux vibrations  et  aux chocs  de  l 'un i té  enfichable  

a)  Configurer l 'assemblage  connecteur/ci rcu i t imprimé pour l es  mesures  de  l a  rés istance  au  
con tact avec une  rés istance  de  con tact de  fa ib le  n iveau  (LLCR:  low level contact 
resistance)  à  4  fi l s  conformément à  l 'Article  8,  Phase  d 'essai  P3.  

b)  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

c)  Précharger l es  échanti l lons  conformément au  Tableau  1 3 ,  pour une  usure  de  cycle  de  vie  
spéci fiée  de  50  %  et procéder à  une  inspection  et effectuer l es  mesures  conformément à  
l a  Phase  d 'essai  B2.  

d )  Des  essais  de  précharge  supplémentai res  (poussière,  par exemple)  peuvent être  réal isés  
dans  le  cad re  d 'un  accord  entre  le  fabrican t et l 'u ti l i sateur,  en  sélectionnan t l a  méthode 
d 'essai  appropriée  défin ie  dans  l ' I EC  6051 2-1 1 -x:  Essais  cl imatiques.  

e)  Monter sol i dement une  moi tié  de  l a  pai re  de  connecteurs  (en  général  la  partie  du  fond  de  
pan ier)  sur l a  surface  de  l a  table  de  vibrations  pour modél iser son  i nsta l lation  en  service.  

f)  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

g )  Soumettre  l 'assemblage  de  connecteurs  à  un  essai  de  vibrations  conformément à  
l ' I EC  6051 2-6-4 ,  Essai  6d ,  avec 1  g  de  5  Hz à  1 00  Hz et en  survei l l ant l e  fonctionnement 
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du  système pendant l es  vibrations.  La  durée  des  vibrations  su r chaque axe  doi t  être  de  
2  h .   

h )  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

i )  Répéter l 'essai  aux vibrations  pour chacun  des  trois  axes  mutuel l ement perpend icu lai res  
de  l 'équ ipement.   

j )  Mon ter l 'assemblage  sur l a  table  de  chocs  comme s' i l  éta i t  i nsta l l é  en  service.  

k)  Soumettre  l 'assemblage  à  3  chocs  dans  chaque  d i rection  le  l ong  de  l 'axe  d 'essai .   

l )  Mesurer l a  résistance  de  con tact conformément à  l 'essai  2a  de  l ' I EC  6051 2  (méthode 
LLCR).  

m )  Répéter l 'essai  aux chocs  pour chacun  des  trois  axes  mutuel lement perpend icu la i res  de  
l 'équ ipement.  

A.8  Tai l le  d 'échanti l lon  et  cri tères  d 'acceptation  pour les  assemblages  uni té  
enfichable/connecteur 

A.8. 1  Général i tés  

Au  moins  1 0  contacts  par spécimen  doivent être  pris  en  compte  pour l a  mesure  des  va leurs  
d 'essai ,  te l  q ue  spéci fié  en  8. 1 .  

S i  l e  spécimen  d 'essai  con tien t moins  de  1 0  contacts,  tous  l es  con tacts  doivent a lors  être  
soum is  à  essai .  

Les  contacts  à  mesurer doivent être  sélectionnés  de  sorte  qu ' i l s  soien t représen tati fs  de  
toutes  les  zones  à  l ' i n térieur du  connecteur (par exemple,  poin ts  l im i tes ,  d i fférentes  rangées  
de  p lusieurs  connecteurs ,  à  proxim i té  et à  d is tance  des  poin ts  de  fixation  en tre  l e  boîtier du  
connecteur et  l a  carte  à  ci rcu i ts  imprimés,  etc. ) .  

Les  mesures  des  essais  aux vibrati ons  et aux chocs  doiven t être  réal isées  su r au  moins  30  
con tacts  sé lectionnés  parm i  au  moins  3  connecteurs.   

A.8.2  Cri tères  d 'acceptation  des  essais  aux chocs  et aux vibrations   

a)  S i  aucune exigence en  matière  de  performance du  système n 'est fourn ie  ou  s ' i l  ne  s 'avère  
pas  pratique  de  survei l l er l es  performances  du  système,  aucune augmentation  de  l a  

rés istance  au -delà  de  1 0  Ω  pendant  p l us  de  1 0  ns  (voi r Tableau  1 2 ,  essai  A7)  ne  
s 'appl ique.  La  con tinu i té  doi t être  établ i e  par une  survei l l ance  permanente  pendant l es  
essais  aux vibrations  et  aux chocs  mécan iques  de  A7.  

b)  S i  l es  exigences  en  matière  de  performance du  système son t fourn ies  et qu ' i l  est pratique  
de  survei l l er l es  performances  du  système,  l es  spéci fications  du  système quant aux 
erreurs  b ina ires  et à  la  con tinu i té  des  performances  du  système doivent être  satisfa i tes  
pendan t l a  séquence  d 'essais  du  système.  

c)  Un  examen  visuel  conforme au  Tableau  1 2 ,  essai  A1 3,  doi t  être  réal isé  à  l a  fi n  des  essais  
aux vibrations  et aux chocs  mécan iques.  Aucun  dommage  susceptib le  de  compromettre  le  
fonctionnement normal  ne  doi t ê tre  constaté.  

A.9  Documents  de  référence  

I EC 60068-2-47,  Essais d'environnement – Partie  2-47: Essais – Fixation de spécimens pour 
essais de vibrations,  d’impacts et autres essais dynamiques 

I EC 61 587-1 ,  Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour les séries 
l’IEC 60917 et l’IEC 60297 – Partie  1 : Exigences environnementales,  montage d’essai et 
aspects de la  sécurité des baies,  bâtis,  bacs à  cartes et châssis dans des conditions 
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